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Aggiungi Connettività al Tuo Progetto 



Microchip offre supporto per una grande quantità di protocolli di 
comunicazione wired e wireless, incluso periferiche e soluzioni che sono 
integrate con un Microcontroller PIC® (MCU) o Digital Signal Controller 


Wi-Fi® 


dsPIC® (DSC). 

Le soluzioni Microchip includono: 
USB 

MCU 8-, 16- e 32-bit USB per applicazioni 
base, low-cost, fino a sistemi complessi e 
altamente integrati e librerie software a 
licenza gratuita che includono il supporto per 
dispositivi USB, host USB, e On-The-Go. 

Ethernet 

MCU PIC con Ethernet MAC 10/100 integrato, 
controller Ethernet standalone e chip 
EUI - 48™/EUI - 64™ abilitati MAC address. 

CAN 

MCU 8-, 16- e 32-bit e DSC 16-bit CAN 
integrato, controller CAN stand alone, 
espansori per CAN I/O e transceiver CAN. 

LIN 

UN Bus Master Node cosi come LIN Bus Slave 
NodeperMCU PIC 8-, 16-e 32-bit e DSC 
dsPIC 16-bit. Il livello fisico di connessione è 
supportato da transceiver CAN e LIN. 


Chip wireless Innovativi e moduli che 
consentono ad una vasta gamma di 
dispositivi di connettersi a Internet. Moduli 
transceiver Embedded IEEE Std 802.11 Wi-Fi 
e TCP/IPstacks gratuiti. 

ZigBee® 

Piattaforma Conforme ZigBee Certificata 
(ZCP) per i protocol stacks ZigBee PRO, 
ZigBee RF4CE e ZigBee 2006. Le soluzioni 
Microchip sono composti da famiglie di 
prodotti transceiver, MCU PICI 8, PIC24 e 
PIC32 MCU e DSC dsPIC, e protocol stacks 
firmware certificato. 

MiWi™ 

MiWi e MiWi P2P sono protocol stacks 
proprietari e gratuiti sviluppati da Microchip 
per applicazioni di comunicazione wireless 
a corto raggio basati sulle specifiche IEEE 
802.15.4™ WPAN. 


PRIMA DI INIZIARE IL TUO 
PROSSIMO PROGETTO 
WIRED O WIRELESS: 

1. Scarica gratuitamente le librerie 
software 

2. Trova il tuo tool di sviluppo low-cost 

3. Ordina dei campioni 

www.microchip.com/usb 

www.microchip.com/ethernet 

www.microchip.com/can 

www.microchip.com/lin 

www.microchip.com/wireless 



Wi-Fi G Demo Board 
(DV102412) 


Microchip 

Microcontrollers • Digital Signal Controllers • Analog • Memory • Wireless 


Il nome e logo Microchip, il logo Microchip, dsPIC, MPLAB e PIC sono marchi industriali registrati di Microchip Technology Incorporated negli U.S.A. e altre nazioni. Tutti gli altri marchi industriali menzionati nel presente documento 
appartengono ai rispettivi titolari. ©2013 Microchip Technology Ine. Tutti i diritti riservati. ME1023B!ta/08.13 








Motori, inverter, azionamenti, riduttori, motoriduttori, 
sistemi di trasmissione della potenza, sistemi di at¬ 
tuazione oleoidraulica e pneumatica, strumentazione 
di misura e controllo, sistemi di controllo e supervi¬ 
sione, software di analisi e dimensionamento, soft¬ 
ware per la gestione dei carichi, diagnostica, sistemi 
di alimentazione, sistemi per la generazione e distri¬ 
buzione di aria compressa, trasmissioni meccaniche, 
elementi di accoppiamento meccanici ecc. 


INDUS 

TECH NO 

EFFICI 


PROCESSI PRODUTTIVI: EFFICIENZA TECNOLOGICA, TE( 


LA SESSIONE PLENARIA 


Organizzata da Business International, traccerà il quadro di riferimento relativo all’efficienza energetica nel panorama dell’indu¬ 
stria in Italia, facendo riferimento a strategie operative, opportunità, tecnologie disponibili anche in relazione a casi di successo. 


I SEMINARI 


L’agenda della giornata prevede una serie di seminari 
tecnici della durata di 30 minuti tenuti dai tecnici delle 
aziende partecipanti. Il programma degli incontri, i relatori 
e i titoli saranno aggiornati man mano che verranno con¬ 
fermati sul sito dell’evento. 

Per fare dell’efficienza una vera arma di innovazione 
tecnica ed economica non si può fare a meno di 
passare per tutta quella serie di competenze e 
tecnologie in ambito automazione, controllo e 
supervisione, sia che si tratti di un grande impianto 
siderurgico, di una linea di confezionamento, oppure di 
una singola macchina operatrice. L'utilizzo dell'energia 
negli impianti industriali è purtroppo ancora lontano 
da livelli ottimali di efficienza, non solo negli impianti 
“energivori” per antonomasia (siderurgia, cemento, 
chimica, carta, alimentare ecc.), ma anche nelle più 
svariate realtà manifatturiere (packaging, tessile, 
legno, assemblaggio, meccanica ecc.). Recenti studi 
hanno dimostrato che il fattore efficienza è visto 
dalla dirigenza aziendale come elemento fondamentale 


LE SOLUZIONI 


In uno spazio specifico sarà allestita un’esposizione a cura delle 
aziende partecipanti, in cui sarà possibile per il visitatore con¬ 
frontarsi e approfondire tutti gli aspetti tecnici relativi a prodotti, 
tecnologie e sistemi attualmente disponibili. 


(business criticai) nonché stimolo per l’innovazione 
tecnologica, anche se solamente una piccola percentuale di 
aziende dichiara di aver realmente investito in questo ambito 
negli ultimi anni: e sembrerebbe che la maggior causa di ciò 
sia la mancanza di informazione, in quanto solo una minima 
parte adduce come motivazione la mancanza di adeguati 
fondi per sostenere gli investimenti necessari. 

Questo è l'obiettivo di Industriai Technology 
Efficiency day 2013: offrire un quadro 
quanto più completo possibile in relazione 
all'offerta attualmente disponibile per la 
realizzazione di soluzioni ad elevata efficienza 
energetica in ambito di impiantistica e 
automazione industriale. 


Per aderire 

on line all’indirizzo www.mostreconvegno.it/efficiency 

La partecipazione ai seminari e alla mostra è gratuita, così come la documentazione e il buffet 



La giornata si rivolge ai protagonisti della I 
produttivi in ambito manifatturiero e di prò 


• Uffici tecnici 

• Direttori tecnici 

• Progettisti 

• Tecnici e responsabili di produzione 

• Direttori di stabilimento 

• Manager aziendali 

• Energy Manager 
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AREA EX OFFICINE AERONAUTICHE CAPRONI 1910 
SS 336 Superstrada per Malpensa, uscita Volandia. 

Case Nuove di Somma L.do (VA) 


Con il patrocinio di: 


ENOLOGIE PER L’EFFICIENZA 


A CHI SI RIVOLGE 


Filiera tecnologica che di occupano si progettare, realizzare, condurre, manutenere impianti 
cesso: 

• Tecnici della manutenzione 

• Buyer 

• Ricercatori, tecnici e responsabili R&S 
•OEM 

• System Integrator 

• Utilizzatori finali 

• Public Utilities 




Per informazioni: Tel 02 49976533 - 335 276990 - Fax 02 49976572 
efficiency@fieramilanomedia.it - www.mostreconvegno.it/efficiency 
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EMI - Risolvere in 
anticipo i problemi di 
progettazione su PCB 
od apparato per evitare 
re-ingegnerizzazioni 




Soluzioni: 

La misura delle interferenze elettromagnetiche (EMI) è un passaggio 
importante nel processo di sviluppo di un nuovo prodotto, scheda od 
apparato che sia. 

Per garantire il successo alla marcatura CE per la parte EMI, il test di 
pre-compliance è divenuto un passaggio fondamentale. La premessa di 
base è quella di misurare la quantità di emissioni radioelettriche condotte 
ed irradiate di un prodotto durante la fase di sviluppo, per identificarne sin 
da subito le potenziali sorgenti critiche di emissione indesiderate e poterle 
ridurre prima della fase finale di ingegnerizzazione ed inscatolamento 
dell'apparato stesso. 

Test di pre-compliance 

Il test per le emissioni condotte si occupa di analizzare i disturbi che 
un dispositivo attivo può generare alla rete di alimentazione alla quale è 
collegato. La gamma di frequenza per misure commerciali di emissioni 
condotte è da 9 kHz a 30 MHz. Il test per le emissioni irradiate si occupa 
invece di cercare i potenziali disturbi trasmessi dall'EUT attraverso lo spazio. 
La gamma di frequenza di queste misure per i test commerciali è compresa 
tra 30 MHz e 1 GHz e, in base al regolamento, può andare fino ed oltre ai 
6 GHz per quegli apparati che hanno al loro interno clock ad alte frequenze 
(tipicamente ITE). Per i dispositivi Radio, esiste una norma a sé stante e la 
banda di analisi in frequenza può arrivare fino a 18Ghz ed oltre. 

L’applicazione di misura Agilent N6141A/W6141A per gli analizzatori di 
segnali X-Series può aiutare a completare il vostro test di pre-conformità 
con successo nello sviluppo di prototipi di dispositivi elettrici. E’ un ottimo 
compromesso tra costi e prestazioni mirato ad ottenere una drastica 
riduzione dei margini di errore garantendo al dispositivo un sicuro passaggio 
alla marcatura in fase di Test di Conformità eseguito presso i Laboratori 
specializzati. 


Vantaggi: 

Ridurre i margini di test con una precisione di misura 
superiore 

• Identificare i segnali di basso livello con un’eccellente sensibilità grazie alla 
dinamica ed accuratezza degli analizzatori di segnale Agilent X-Series 

• Essere sicuri che le misure del disturbo siano più precise e ripetibili. 

Identificare facilmente le emissioni dei dispositivi out- 
of-limit 

• Vedere le emissioni dei dispositivi in genere nascosti nel rumore di fondo 

• Distinguere tra segnali ambientali e DUT utilizzando ‘signal list features' 

• Identificare i segnali intermittenti con le ‘Strip Chart features’. 

Massimizzare i segnali e confrontare con i limiti 
commerciali e MIL-STD 

• Soddisfare i requisiti di prova secondo gli standard commerciali e MIL- 
STD con utilizzo degli opportuni detector CISPR-16 conformi 

• Confrontare le emissioni misurate con indicatori pass/fail e delta 

• Utilizzare la scansione di frequenza per identificare, misurare e 
memorizzare i risultati. 


Per ulteriori informazioni sui test EMI, 
richiedere la nota per applicazioni gratuita 
all’indirizzo www.agilent.com/find/emc-int 


MICROLEASE 

Partner Tecnologico Autorizzato 
di Agilent Technologies 

infoitaly@microlease.com 
Numero Verde: 800 301 444 
www.microlease.com/Agilentltalia 
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Gli esperti nella gestione di strumenti di test e misura 


Agilent Technologies 

1 - Authorized Technology Partner 
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^PENTAIR 



Pentair offre sul mercato la più ampia 
gamma di frontalini e unità plug-in per tutti 
i tipi di applicazioni elettroniche . 

Esprimete la vostra unicità, competenza e 
creatività professionale con colori brillanti e 
design personalizzato, valorizzando 
funzionalità ed estetica del vostro sistema. 
L'innovativo processo di stampa digitale 
consente piena libertà nell’uso dei colori con 
una resa, precisione ed accuratezza 
ìnnjagreggiabili. 

Inoltre non vi sono costi di attrezzatura: 
le modifiche sono convenienti anche per 
produzioni limitate. 

La stampa digitale è compresa 
nell’esclusivo servizio SCHROFF® 

Front Panel Express, 

f ivi 

DESIGN WITH CONFIDENCE" 


Per trovare ulteriori informazioni sui programma frontalini e ordinare il vostro campióne: 
www.schroff.co.uk/frontpanels I www.schroff-italia.it I schroff.itl3pentair.com 102 932 714-1 


DAI VITA AL TUO 
FRONTALINO 
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NEWS 


...in thè next issue... 
Low-power Mcu 


DESIGN ARTICLES http://elettronica-plus.it/desiqn-articles/ 

Alimentazione: alcuni suggerimenti (parte 31) - Scelta del giusto rapporto di resistenza dei Mosfet 
con buck sincrono - Robert Kollman, Texas Instruments 

Diagnostica avanzata della rete elettrica di bordo autoveicoli - Michael Hutterer, Christian Greiner-Fuchs, 
Antonio Leone, Eberhard Binder, Michael Rossner - Freescale Semiconductor 
Rapporto Assinform 2013 - Francesca Prandi 

Alimentatori per sistemi Start & Stop in applicazioni automotive - Mark Scholten, ON Semiconductor 
Come raggiungere il 90% di efficienza negli alimentatori switching - Won-Seok Kang, Fairchild Semiconductor 
Il futuro dell'illuminazione residenziale - Rick Zarr, Texas Instruments 
Pro e contro delle nuove lampadine a Led con driver incorporato - Lucio Pellizzari 


NEWS http://elettronica-plus.it/news-analvsis/ 

Brown University di Portland, il grafene sconvolge le cellule viventi 

congatec amplia la rosa dei partner distributivi con Mctx 

Sensori Mems, cellulari e tablet trainano il mercato 

Dina, un miliardo di prodotti interoperabili 

IHS, l'espansione del mercato elettronico agevola i chip 

Advantest, il sistema V93000 Dragon è in test 


POINTOFVIEW http://elettronica-plus.it/news-analvsis/view-points-interviews/ 

Design stili a driving force in Europe 

Mark Burr-Lonnon, vice president Europe and Asia, Mouser Electronics 

Distribuzione e compatibilità ambientale 

Andrea Cattania 

Ate- Answers provided by Toni Capitanio, managing director Advantest Italy 

Edited by thè editorial staff 

Ate - Answers provided by NK Chari, director, worldwide marketing & support, 
measurement Systems division, Agilent Technologies 

Edited by thè editorial staff 

Power management - Answers provided by Anil Telikepalli, business director, industriai power, 
power Solutions business unit, Maxim Integrated, San José, CA/Usa 

Edited by thè editorial staff 

Power Management - Answers provided by Martin Brabham, regional sales director, 

XP Power Italy and France 

Edited by thè editorial staff 


FEATUREPRODUCTS http://elettronica-plus.it/products/ 

Advantest: per tester T2000 il modulo generatore di forme d'onda 8Gsps / digitalizzatore 8GHz 
per testare i circuiti SoC analogici e a segnale misto 


1KHF0CUS IC per elaborazione 
video/immagini 


MAINTOPICS 



* Memorie di grafene molecolare 

* Un'elettronica sempre più flessibile 

* Scelta dei connettori nel settore trasporti 

* Controllo motori ottimizzato 

* "Mettere a punto" un alimentatore 
per migliorare l'efficienza 

* Comunicazioni M2M via cellulare: 
criteri di scelta 

www.elettronica-plus.it 

* Alimentazione: alcuni suggerimenti 
(parte 32) - Attenzione alle correnti di 
circolazione in un induttore Sepie accop¬ 
piato - Parte 1 

Robert Kollman, Texas Instruments 



m 

NEW! VERTICAL MAGAZINE 



• DIALISI DIRETTAMENTE A CASA 


Criteri di scelta per alimentatori 
conformi a Iec60601-1 3a edizione 
Apparecchiature medicali: 
il ruolo delle nanotecnologie 
Stanford, in fase di sviluppo 
una 'pelle elettronica' 

Kingston: soluzioni di memoria per il mercato dei microserver basati su chipset Arm e x86 

Murata: i nuovi convertitori DC-DC da 12W assicurano un ampio range di ingresso (4:1) e una line regula- 
tion molto accurata 


Rockwell Automation: Switch Ethernet Industriali facilitano l'integrazione 
di più macchine su una singola rete 

Fairchild Semiconductor: la nuova generazione di regolatori 
TinyBuck fornisce fino a 15A con il 96% di efficienza a pieno carico 

Fujitsu avvia le consegne delle campionature di un dispositivo di potenza 
al nitruro di gallio con una tensione di rottura di 150V 
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È miDRDSET 

40 anni di tecnologia e innovazione 


POWER LINE PER BARRA DIN 
SISTEMI COMBINATI 

EFFICIENZA 

SICUREZZA 

AFFIDABILITÀ 

PRATICITÀ D’INSTALLAZIONE 
USO TELECOM ED INDUSTRIALE 


□□ 


I ©.kxi*' - —• 
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TRASFORMATORI DI RETE 

PROTEZIONE SCARICHE FULMINI 

300-900VA in/out 230-230Vac 
VERSIONI 110-400V INGRESSO 


1M&I Zm©sMI 7 ffifesfe Bm MM? 

Visitate il sito www.microset.net molte altre versioni e applicazioni! 



© 


minftDSE NT srl 

Via A. Peruch, 64 - 33077 Sacile (PN) - Italy 
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L’EVOLUZIONE 

CONTINUA 

DESIGNSPARK PCB v5 


Scaricalo ora e scopri le nuove funzionalità 

www.designspark.com/pcb 


UNIQUE 
RESOURCES BY 





GO it.mouser.com 


Prodotti d'avanguardia per progetti innovativi 

La più ampia 
selezione 

dei prodotti 

più innovativi. 

Più di 4 milioni di prodotti di 
oltre 500 produttori. 


«Texas 
* Instruments 

Authorized Distri butor 




MOUSER 

ELECTRONICS 
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ADVANTEST EUROPE www.advantest.com web 

AGILENT TECHNOLOGIES www.agilent.com web 

ALTERA www.altera.com 54-77 

AMPRIUS http://www.amprius.com/ 28 

AMS www.ams.com 76 

ANRITSU www.anritsu.com 68 

ARROW ELECTRONICS www.arroweurope.com/it/home.ht web 

ASSINFORM www.assinform.it web 

ATMEL ITALIA www.atmel.com 80-web 

BERKELEY DESIGN TECHNOLOGY www.bdti.com 58 

CADENCE DESIGN SYSTEMS www.cadence.com 78 

CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNO www.caltech.edu 44 

CAMBRIDGE CONSULTANTS www.cambridgeconsultants.com III 

CHOMERICS DIVISION www.chomerics.com 64 

£|SCQ www.cisco.com 54 

CREE LIGHITING EUROPE www.cree-europe.com 16 

CYPRESS SEMICONDUCTOR www.cypress.com 76 

DISPLAYBANK www.displaybank.com lll-IV 

ENPIRION www.enpirion.com 26 

EPTC www.eptc-ieee.net 38 

EVERLIGHT ELECTRONICS www.everlight.com XVI 

FAIRCHILD SEMICONDUCTOR www.fairchildsemi.com web 

FREESCALE SEMICONDUCTOR www.freescale.com 78-web 
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INTEL www.intel.com 54 
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Distributore autorizzato di semiconduttori e componenti elettronici 



















Perdere tempo è perdere denaro . 

Test di immunità radiata ridotti da giorni ad ore ... 



utilizzando il nostro nuovo tester Multistar Multi-Tone 


L’accuratezza dei test EMC è fondamentale, ma impiegare troppo tempo per il test, può essere costoso e ritarda 
i tempi di commercializzazione. Con la velocità del rivoluzionario tester Multistar Multi-Tone, non ti devi più dilungare in 
tediosi tests per immunità irradiata. 

Ottimizza la tua attività durante il tempo di 
misura, testando frequenze multiple simultaneamente. 

In questo modo rendi più veloce la prova ed immetti 
il tuo prodotto rapidamente sul mercato, oltre ad 
aver eliminato i costosi colli di bottiglia. 

Simulare gli effetti elettromagnetici del 
mondo reale è possibile sottoponendo l’EUT a più 
di una frequenza alla volta. Il tester Multistar 

Multi-Tone è conforme ai requisiti della norma IEC 61000-4-3 ed a tutte le norme collegate. 

Così, se pensi che perdere tempo significhi perdere denaro, non indugiare. 

Chiedi informazioni del nostro nuovo tester Multistar Multi-Tone e del nuovo ricevitore EMI DSP-based. 
Velocità incredibile, incredibile accuratezza. 


Miglioramenti nella Testing 



1 Toni 2 Toni 4 Toni 6 Toni 8 Toni 10 Toni 

Numero di toni 


IEC 61000-4-3 1% di step durante il tempo di test 


www.ar'europe.ie 

Per maggiori informazioni contatta direttamente il team tecnico - 

00 J TSO 9001 *20 

TESEO S.p.A. aldi .99.41.911 o scrivi a sales@teseo.net Certified 



areurope 


www.arworld.us 

Copyright © 2013 AR, The orange stripe on AR products is Reg. U.S. Pat. &TM. Off. 


National Technology Park, Ashling Building, Limerick, Ireland • +353 61504300 • www.ar-europe.ie 

In Europe, cali ar United Kingdom +44 1908 282766 • ar France +33 147 917530 • ar GmbH +49 610180270-0 • ar Benelux +31 172 423000 






























Committed to excellence CATALOGUE — 

PROCUREMENT — 

MASSQUOTATION — 

PRODUCI CHANGE — 
NOTI FICATION 


e-commerce 
made easy 


Rutronik 24 is thè modular Internet plat- 
form for thè procurement of electronic 
components. 

The business processes are thereby 
simplified substantially. The advantages 
of faster Online orders combine with 
customized advice to meet your needs. 

We thereby do not replace our Service, 



/7A WE SPEAK 
40U ABOUT... 


INTERSIL www.intersil.com 40 

IWATT www.iwatt.com web 

LINEAR TECHNOLOGY www.linear.com 20-60-X-XVII 

LUX RESEARCH www.luxresearchinc.com IV 

MAXIM INTEGRATED www.maximintegrated.com web 

MICROCHIP TECHNOLOGY www.microchip.com 81 

MICROGEN SYSTEMS http://www.microgensystems.co/ 34 

MOLEXITALY www.molex.com 81 

MOUSER ELECTRONICS www.mouser.com web 

N2P0WER www.n2power.com XII 

NIMBUS GROUP http://www.nimbus-group.com/ XVII 

ON SEMICONDUCTOR www.onsemi.com web 

OSRAM www.osram-os.com web 

OVEN INDUSTRIES www.ovenind.com 80 

PHILIPS www.philips.it XVI 

PLESSEY SEMICONDUCTORS www.plesseysemiconductors.com 80 

RECOM www.recom-international.com V-XVI 

REMAR www.remak.it 72 

ROHDE & SCHWARZ www.rohde-schwarz.com 24 

RUTRONIK www.rutronik.com XVII 

SILICON LABS www.silabs.com 50 

SYLVANIA www.sylvania.com web 

TDK www.tdk.com 76 

TEXAS INSTRUMENTS www.ti.com 34-76-web 

TOREX SEMICONDUCTOR www.torex-europe.com XVII 

TSMC www.tsmc.com 54 

VINCOTECH www.vincotech.com 80 

XILINX www.xilinx.com 30-54 

XP POWER www.xppower.com web 

YOLE DÉVELOPPEMENT www.yole.fr III 



elettronica 
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www.rutronik24.com 
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Potenza e rapidità 
da circuito 


Portare potenza al circuito 
stampato richiede 
performance da campioni 



Indipendentemente dalle specifiche 
esigenze di connessione che ogni 
applicazione richiede, oggi è possibile 
avere maggiore potenza sul circuito 
stampato. 

I sistemi con connessione rapida di 
Phoenix Contact sono stati progettati 
per questo e per garantire rapidità nel 
montaggio del connettore. 

La gamma offre diverse soluzioni, tra cui: 

• Sistemi passaparete con entrata 
del cavo angolata 

■ Morsetti con pinning zig-zag nel 
passo 10 mm con omologazione 
UL di 600 V in Use Group C 

■ Sistemi passaparete azionabili con 
leva piombabile, dotati di custodie 
opzionali per protezioni fino 

ad IP 65/68 

■ Morsetti THR salda bili con 
connessione veloce per sezioni 
cavo fino a 6mm 2 

e molto altro ancora. 

Scegli potenza e rapidità, 
scegli Phoenix Contact. 


Per maggiori informazioni: 
Tel. 02 66 05 91 
info_it@phoenixcontact.com 
www.phoenixcontact.it 


m PHCENIX 
CONTACT 

INSPIRING INNOVATIONS 








NOVITÀ' RADIANT868 

500 mW a 868 MHz 

Radiomodem con antenna integrata. 
Applicazioni in esterno, protezione IP65 



Antenna dipolo coassiale incorporata 
Nessuna perdita di connessione radiomodem/antenna 
Interfaccia RS485,1. cavo max 180mt @ 24VDC 
Compatibilità con versione da interno DL868H-IN-B 
Protocollo sofisticato: Broadcast, Punto-Punto, 
Punto-M ulti punto 

Configurabile da PC con SW dedicato 
Disponibile convertitore low-cost DC485USB 

Alimentazione 8/36 VDC 
Temperatura operativa -30/+70 °C 
Dimensioni: 1= 420 mm., Diam.= 40 mm. 

Staffa fissaggio e bulloneria in inox 

RADIANT868-Y6 versione con antenna direttiva Vagì 6 el. 
per applicazioni critiche 

L’integrazione del radiomodem con l'antenna migliora notevolmente 
l’efficienza di sistema eliminando tutte le perdite di connessione tra 
antenna e radiomodem particolarmente penalizzanti su frequenze elevate. 
La linea di discesa in RS485 e l’alimentazione estesa da 8 a 36 Vdc con la 
presenza di un alimentatore switchmg interno consentono discese di 
notevole lunghezza senza limitazioni di funzionalità (47 mt se alimentato a 
12vdc, 180 mt se alimentato a 24 Vdc (con il cavo multipolare standard). 


Informazioni dettagliate disponibili sul nostio sito 


I dispositivi sono certificati CE e rispondono pienamente alle normedi riferimento. 

Altri prodotti e maggiori Infermoiioni tu 


www.ere-online.it 
www.ere.eu 

27049 Stradella (PV) - Via Ermanno Ge.9/11 
Tel. (+39) 0385.48139 - Fax (+3«) 0385 40288 
Eqinpagamenti Radio Elettronid info@ere-online.it 
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Hai bisogno di un vero esperto 
nei Dati Seriali ? 

Oscilloscopi Teledyne LeCroy 



Soluzioni efficaci per la progettazione ed il debug di Dati Seriali 
da 200 MHz - 4 GHz 


Leadership Tecnologica 

• Soluzioni ad 8 Canali 

• Tecnologia HD4096 - 12-bit reali HW 

• Risoluzione verticale 16 volte superiore 

• Precisione nelle misure senza confronti 

• Soluzioni Mixed Signal a 36 Canali Digitali 


La più ampia gamma di analisi per dati Seriali 

• CAN, UN, FlexRay™ 

• MOST, BroadR-Reach, SENT, PSI5 

• Manchester & NRZ Configurable Protocol Decode 

• l 2 C, SPI, UART, Ethernet, USB, PCI-Express etc. 


teledynelecroy.com/europe 
Tel. 041 5997011 



TELEDYNE LECROY 

Everywhereyoulook™ 







CONNESSIONE VINCENTE 

Certe connessioni sono davvero speciali. Piher International Italiana confluisce in Elettromeccanica ECC. Cinquantanni di tradizione e di 
storia diventano patrimonio e valore aggiunto di un'azienda leader del settore, ambiziosa e proiettata nel futuro. Un'offerta di prodotti più 
ricca, una copertura del mercato completa, nuovi scenari di crescita: certe connessioni sono speciali ed anche vincenti. 



COMPONENTI & SERVIZIO 


MILANO 

TRIVENET0 

EMILIA ROMAGNA 

CENTRO SUD 

Via F.lli Rosselli. 33 

Filiale di Maniago 

TOSCANA 

Filiale di Roma 

20090 Trezzano s/N (MI) Itaty 

Via Roma. 27/F 

Filiale di Bologna 

Via Virginia. 24 

Tel.+39 02 4844101 

33085 Maniago (PN) Italy 

Mobile +39 339 6734863 

00181 Roma - Italy 

Fax+39 02 4450119 

info@eccmec.it 

www.eccmec.it 

Tel.+39 0427 732608 

Fax+39 0427 733035 
ecctriveneto@eccmec.it 

eccemilia@eccmec.it 

Tel. +39 06 32090362/3 
Mobile +39 335 8745294 

Fax+39 06 78359334 
eccroma@eccmec.it 

_J 










EDITORIA!, 


Manufacturing: l'eden è (e sarà) la Cina 



Il “2013 Global Manufacturing Competitiveness Index” di recente pubblicato da Deloitte 
Touche Tohmatsu e dal Council of Competitiveness statunitense, ha di fatto incoronato 
la Cina come Paese più competitivo per quel che concerne le attività di manufacturing a 
livello globale. Le risposte fornite dagli oltre 550 senior executive che hanno contribuito 
alla formulazione della classifica indicano che la Cina manterrà la propria posizione di 
predominio anche nel prossimo quinquennio. 

Nonostante negli ultimi tempi il colosso asiatico abbia mostrato segni di rallentamento, 
il rapporto appena pubblicato indica che la Cina è in grado di continuare a controllare il 
costo del lavoro nonostante le pressioni della “middle class”. 

Al secondo posto la Germania, che ha rinnovato la propria focalizzazione verso le attività 
di produzione con risultati lusinghieri: l’export imputabile a questa voce è triplicato tra il 
2000 e il 2011.1 punti di forza della Germania sono l’attenzione verso le nuove tecnologie 
e la disponibilità di una forza lavoro qualificata. Uno dei fiori all’occhiello è senza dubbio 
la meccatronica, ovvero il mix tra meccanica, elettronica, teoria del controllo e scienze 
informatiche. 

Di qui a cinque anni la Germania dovrà cedere il posto a India e Brasile. Al terzo posto 
della classifica vi sono gli Stati Uniti, una destinazione sempre appetibile per le attività 
produttive e dove esiste un vasto serbatoio di talenti e infrastrutture efficienti. Nel 2018 
gli Stati Uniti dovrebbero comunque scivolare al quinto posto soprattutto a causa dell’ele¬ 
vato costo del lavoro, delle tasse che gravano sulle aziende e del tasso di disoccupazione 
previsto in aumento. 

La quarta posizione è attualmente occupata dall’India, Paese che ha negli elevati tassi di 
interesse, nelle deficienze del sistema sanitario e nell’inadeguatezza delle infrastrutture 
i suoi talloni d’Achille. In ogni caso, grazie alla disponibilità di qualificate risorse nei set¬ 
tori della tecnologia, delle scienze e della ricerca e alla bassa incidenza sul costo della 
manodopera, nell’arco del prossimo quinquennio il Paese asiatico dovrebbe conquistare 
la piazza d’onore dietro la Cina. 

Attualmente quinta, la Corea del Sud risulta appetibile sotto molti aspetti; di struttura dei 
costi competitiva, elevata qualità dei prodotti, politiche industriali lungimiranti e forza 
lavoro qualificata. Secondo gli estensori del rapporto la complessità dell’azione politica e 
delle regole in vigore sarebbero i responsabili dell’arretramento di una posizione da qui 
al 2018. Per quell’anno il posto della Corea del Sud sarà occupato dal Brasile, attualmen¬ 
te all’ottavo posto, senza dubbio favorito dal volano fornito dal Campionato mondiale di 
Calcio del 2014 e dai Giochi Olimpici dell’anno successivo. 


Filippo Fossati 
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RIDUZIONE DEL RISCHIO 
DI PROCESSORI E FPGA 


Tensioni del bus intermedio di 24V-28V 
nominali sono normali nei sistemi destinati 
ai settori industriale, aerospaziale e della 
difesa: in questi casi le batterie collegate 
in serie possono costituire una fonte di 
alimentazione di riserva e architetture di 
bus a 12V sono alquanto impraticabili a 
causa delle perdite di distribuzione 


Willie Chan 
Sr. product marketing engineer 
Power pmodule products 
Linear Technology Corp. 

Jason Sekanina 
Design Engineer 
Power pmodule products 
Linear Technology Corp. 


I l gap di tensione sempre più ampio 
tra il bus di sistema e la potenza in 
ingresso dei processori digitali pongono 
una serie di problemi di progettazione 
in termini di alimentazione, sicurezza e 
dimensioni della soluzione. Il convertitore 
DC/DC step-down non isolato a stadio 
singolo eventualmente utilizzato deve 
operare con un timing PFM/PWM molto 
preciso. Eventi di picco in ingresso 
sollecitano ulteriormente il convertitore 
DC/DC, creando un altro rischio di 
sovratensione per il carico. Condensatori sbagliati 
o contraffatti inseriti nella produzione possono 
provocare escursioni della tensione di uscita 
maggiori dei valori nominali del carico e comportare 
il rischio che l’FPGA, l’ASIC o il microprocessore 
prendano fuoco. In base all’entità del danno, può 
risultare difficile individuare la causa principale, per 
non parlare degli elevati costi, dei tempi di inattività 
e del danno di immagine. 

Occorre quindi pensare a un piano di riduzione dei 
rischi da sovratensione, mirato a ridurre al minimo 
i costi e i problemi a carico dei clienti. I tradizionali 
schemi di protezione contro le sovratensioni che 
comportano l’uso di un fusibile non sono adatti 
per gli FPGA, gli ASIC e i microprocessori moderni, 
soprattutto quando il rail di tensione a monte ha 
un valore nominale di 24V o 28V. È stata creata 
una nuova soluzione che combina un regolatore 
di commutazione DC/DC da 10A e 38V nominali 
con alcuni circuiti che garantiscono protezione da 



Fig. 1 - Circuito di protezione contro le sovratensioni di tipo tradizionale, costitui¬ 
to da un fusibile, un SCR e un diodo Zener 


diverse condizioni di guasto, tra cui la sovratensione 
in uscita. Oggi un solo dispositivo compatto è in 
grado di fornire la potenza e la protezione necessarie 
ai dispositivi logici digitali più avanzati. 

L’importanza di un timing preciso del commutatore 
aumenta con tensione e picchi in ingresso 

Ove esista un ampio differenziale tra la tensione 
in ingresso e la tensione in uscita desiderata, 
si preferisce l’uso di regolatori di commutazione 
DC/DC per la loro efficienza elevata. Per creare 
una soluzione di piccole dimensioni la scelta più 
ovvia è un convertitore di commutazione step- 
down non isolato, che funziona a una frequenza 
abbastanza elevata da consentire la riduzione 
delle caratteristiche dimensionali dei componenti 
magnetici di potenza e dei condensatori di 
filtraggio. Ma un convertitore di commutazione 
DC/DC di questo tipo deve funzionare con duty 
cycle del 3%, il che comporta un timing PWM/PFM 
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LINEAR TECHNOLOGY 


PER L'ALIMENTAZIONE 
A BASSA TENSIONE 


preciso. Inoltre i processori digitali richiedono 
una rigorosa regolazione della tensione e, per 
mantenere la tensione entro limiti sicuri, serve 
una risposta rapida ai transitori. Con tensioni 
di ingresso più elevate il margine di errore 
nell’on-time dello switch sul lato superiore del 
regolatore DC/DC viene ridotto. I picchi di tensione 
del bus, frequenti nelle applicazioni per i settori 
aerospaziale e difesa, rappresentano un pericolo 
non solo per il convertitore DC/DC, ma anche 
per il carico. Il convertitore DC/DC deve essere 
impostato in modo da effettuare la regolazione 
durante il picco di tensione con un loop di controllo 
rapido, così da raggiungere una reiezione di linea 
adeguata. Se il convertitore DC/DC non riesce a 
effettuare la regolazione o a evitare il picco del 
bus, il carico subisce una sovratensione. I guasti 
da sovratensione si verificano anche mano a 
mano che i condensatori di bypass del carico si 
degradano a causa del passare del tempo e della 
temperatura: il risultato è una risposta del carico 
ai transitori più debole durante il ciclo di vita del 
prodotto finale. Se i condensatori si degradano 
oltre i limiti del progetto del loop di controllo, il 
carico può essere esposto a sovratensioni da due 
possibili meccanismi. In primo luogo, anche se il 
loop di controllo rimane stabile, importanti eventi 
di step di carico transitori mostrano escursioni di 
tensione maggiori di quelle previste all’inizio del 
progetto. In secondo luogo, se il loop di controllo 
diventa stabile (o peggio, instabile) in presenza di 
determinate condizioni, la tensione di uscita può 
oscillare con picchi superiori ai limiti accettabili. 
I condensatori possono anche degradarsi in 
modo inatteso o prematuro quando si utilizza un 
materiale dielettrico sbagliato o componenti non 
originali entrano nel flusso di produzione. 

Piano di riduzione dei rischi 

Nel piano di riduzione dei rischi si dovrebbe 
prevedere il modo in cui il sistema risponde a un 


OvsrvoNagt Trtp TlunAoU 



Fig. 2 - L1TM4641 risponde entro 500ns in caso di sovratensione e protegge il carico 
dallo stress di tensione (VIN = 38V, VOUT = 1,0V, soglia di intervento regolabile impo¬ 
stata a+11%) 

evento di sovratensione e lo supera. È accettabile 
che un guasto per sovratensione possa produrre 
fumo o fuoco? Il danno provocato da un guasto 
per sovratensione potrebbe ostacolare gli sforzi 
tesi a determinare la causa principale e ad attuare 
azioni correttive? Se un operatore locale dovesse 
riavviare un sistema compromesso, quest’ultimo 
subirebbe un danno ancora maggiore in grado di 
ostacolare ulteriormente le operazioni di ripristino? 

Che tipo di processo e quanto tempo sono necessari 
per individuare la causa del guasto e ripristinare il 
normale funzionamento del sistema? 

Carenze del circuito di protezione tradizionale 

Uno schema di protezione contro le sovratensioni 
di tipo tradizionale è costituito da un fusibile, da 
un raddrizzatore controllato al silicio (SCR) e da 
un diodo Zener. Questo circuito (Fig. 1) protegge il 
carico nel modo di seguito descritto. Se la tensione 
di alimentazione supera la tensione di Zener, l’SCR 
si attiva, assorbendo una corrente sufficiente a 
far saltare il fusibile a monte. È relativamente 
semplice e poco costoso, ma comporta alcuni 


21 - ELETTRONICA OGGI 430 - SETTEMBRE 201 3 















COVER STORY 



svantaggi, ad esempio, precisione della tensione 
di Zener, variazione della soglia di intervento del 
gate dell’SCR, tempo di risposta variabile dell’SCR 
e del fusibile e impegno per eliminare un guasto 
(cioè riparare ‘fisicamente’ il fusibile e riavviare il 
sistema). Se il rail di tensione in esame alimenta 
il core digitale, la capacità di protezione dell’SCR 
è limitata perché la caduta di tensione diretta in 
presenza di correnti elevate è paragonabile o 
superiore alla tensione del core dei più recenti 
processori digitali. A causa di questi svantaggi lo 
schema tradizionale di protezione da sovratensioni 
non è adatto per la conversione DC/DC alta-bassa 
tensione che alimenta carichi come gli ASIC e 
gli FPGA, il cui valore potrebbe aggirarsi sulle 
centinaia, se non migliaia di dollari. 

Nuova combinazione tra circuiti di alimentazione 
e di protezione 

Una soluzione migliore prevede di individuare 
con precisione una condizione imminente di 
sovratensione e di rispondere disattivando 
velocemente l’alimentazione e, allo stesso tempo, 
scaricando la tensione in eccesso sul carico con 
un percorso a bassa impedenza. Questa soluzione 
è possibile grazie alle numerose funzioni di 
protezione previste dal regolatore pModule® step- 
down LTM4641. Il cuore del dispositivo è costituito 
da un regolatore step-down da 10A, 38V nominali, 
in cui l’induttore, il circuito integrato di controllo, 
gli interruttori e la compensazione si trovano in un 
unico package a montaggio superficiale. È previsto 
anche un circuito di monitoraggio e protezione per 
garantire un livello migliore di protezione per carichi 
come ASIC, FPGA e microprocessori. L’LTM4641 


controlla costantemente che non si verifichino 
condizioni di sottotensione e sovratensione in 
ingresso, surriscaldamento e sovratensione e 
sovracorrente in uscita e interviene per proteggere 
il carico. Per evitare che le funzioni di protezione 
intervengano in modo errato o prematuro, ognuno 
di questi parametri monitorati è dotato di immunità 
ai glitch integrata e soglie di intervento regolabili 
dall’utente, a eccezione della protezione contro le 
sovracorrenti che viene attuata in modo affidabile, 
ciclo per ciclo, con il controllo in modalità di 
corrente. In caso di sovratensione in uscita, 
l’LTM4641 reagisce entro 500ns dal rilevamento 
del guasto (Fig. 2). L’architettura interna consente al 
dispositivo di rispondere in modo rapido e affidabile, 
di resettarsi automaticamente e di riavviarsi dopo 
che il guasto è stato eliminato. Un amplificatore di 
rilevamento differenziale consente di regolare la 
tensione sui morsetti di alimentazione del carico, 
riducendo al minimo gli errori derivanti dal rumore 
di modalità comune e dalle cadute di tensione 
nelle tracce del PCB tra l’LTM4641 e il carico. La 
tensione DC sul carico viene regolata con una 
precisione di ±1,5% su linea, carico e temperatura. 
Questa misurazione precisa della tensione di uscita 
viene inoltrata anche al veloce comparatore di 
rilevamento della sovratensione in uscita che attiva 
le funzioni di protezione dell’LTM4641. 

In caso di sovratensione, il regolatore [jModule 
esegue rapidamente diverse azioni, tutte 
contemporaneamente. 

Un MOSFET esterno (MSP in Fig. 3) disattiva 
l’alimentatore, eliminando il percorso ad alta 
tensione dal regolatore e dal carico a valore 
elevato. Un altro MOSFET esterno (MCB in Fig. 3) 
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utilizza una funzione crowbar a bassa impedenza 
scaricando velocemente i condensatori di bypass 
del carico (C in Fig. 3). Il regolatore step-down DC/ 
DC dell’LTM4641 entra in uno stato di spegnimento 
bloccato ed emette un segnale di guasto indicato 
dal pin HYST che può essere usato dal sistema per 
avviare una sequenza controllata di spegnimento 
e/o di reset di sistema. Un riferimento di tensione 
dedicato indipendente dalla tensione di riferimento 
del loop di controllo consente di individuare 
eventuali condizioni di guasto; in questo modo 
si garantisce resilienza contro un punto unico di 
guasto, in caso di anomalia del riferimento del 
loop di controllo. La migliore protezione offerta 
dall’LTM4641 rispetto al tradizionale schema 
fusibile/SCR viene ulteriormente consolidata dal 
modo in cui il sistema si riavvia 
dopo un guasto. Nello schema 
di protezione tradizionale 
il fusibile serve a separare 
l’alimentatore dal carico ad alto 
valore. Quindi qualcuno deve 
essere fisicamente presente 
per togliere e sostituire 
il fusibile e consentire al 
sistema di riprendere a 
funzionare normalmente dopo 
il guasto. Invece TLTM4641, 
una volta riparato il guasto, 
può riattivare rapidamente 
il normale funzionamento 
attivando un pin di controllo 
a livello logico oppure si 
può configurare il riavvio 
autonomo del dispositivo 
dopo un periodo di tempo impostato dall’utente. 
Non occorre sostituire alcun componente, aspetto 
fondamentale per i sistemi che hanno esigenze 
rigorose in termini di tempi di attività e/o si trovano 
in località remote. Qualora dovesse verificarsi 
nuovamente un guasto dopo che TLTM4641 ha 
ripreso a funzionare, le protezioni sopra descritte 
intervengono immediatamente per proteggere il 
carico. 

Protezione da eventi di pico in ingresso 

In alcuni casi la protezione da sovratensioni 
in uscita da sola non è sufficiente, per cui è 
consigliabile disporre anche di una protezione da 
sovratensioni in ingresso. In caso di superamento 
di una soglia configurata dall’utente, il circuito 
di protezione dell’LTM4641 può monitorare la 
tensione in entrata e attivare le sue funzioni di 
protezione. Se la tensione in ingresso massima 
anticipata supera i 38V nominali del modulo, è 


possibile estendere la protezione contro i picchi 
di tensione fino a 80V, con TLTM4641 pienamente 
operativo, aggiungendo un LDO ad alta tensione 
esterno che mantiene attivi i circuiti di controllo e 
protezione (Fig. 4). 

Il mercato che richiede prestazioni e tempi di attività 
maggiori e gli elevati costi degli ultimi processori 
digitali spingono i progettisti a elaborare strategie 
di riduzione dei rischi, soprattutto quando si tratta 
di un bus di alimentazione distribuito con range 
di 12V-28V o di quelli con picchi di tensione. Le 
tensioni di alimentazione dei nuovi FPGA, ASIC e 
microprocessori, spesso molto costosi, hanno un 
limite massimo del 3% -10% del rail intermedio, il 
che rende questi dispositivi soggetti a danni, con il 
potenziale rischio di prendere fuoco a causa di un 
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Fig. 4 - Protezione dai picchi di tensione fino a 80V, con LTM4641 e LDO esterno 


guasto per sovratensione. Questi guasti possono 
essere dovuti a errori di timing nel regolatore di 
commutazione, a un picco di tensione in ingresso 
o a componenti inadatti inseriti nel processo di 
produzione. La risposta e il tempo di ripristino 
dello schema di protezione scelto deve essere 
più rapido, più preciso e più uniforme rispetto al 
tradizionale circuito fusibile-SCR. L’LTM4641, che 
in un unico package a montaggio superficiale offre 
un efficiente regolatore step-down DC/DC da 10A 
e un circuito di protezione da sovratensione in 
uscita rapido e preciso, soddisfa queste esigenze 
ed è parte integrante della strategia di riduzione 
dei rischi elaborata per i nuovi sistemi ’mission- 
critical’. ■ 
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TECH INSIGHT BROADCAST TEST CENTER 


Attrezzature di broadcasting, 
arriva una piattaforma 
all-in-one per collaudarle 

Giorgio Fusari 

Lanciato in luglio da Rohde & Schwarz, il sistema permette 
di eseguire test completi, soddisfando gli svariati e complessi 
requisiti delle attuali applicazioni 


S oprattutto per le aziende che sviluppano prodotti 
indirizzati al mondo dell'elettronica di consumo, 
basati su dispositivi di ricezione che utilizzano gli stan¬ 
dard di broadcasting per la trasmissione di contenuti 
audio e video, il collaudo degli apparecchi sta diven¬ 
tando sempre più complesso: è il caso, ad esempio, dei 
prodotti tv, dei set-top-box, delle radio, dei componenti 
di ricezione integrati nei computer, o dei telefoni mobi¬ 
li. Nonostante la complessità dei collaudi, il tempo a 
disposizione dei reparti aziendali dedicati al controllo 
e al mantenimento della qualità per eseguire le attività 
di verifica e validazione dei prodotti è sempre minore, 
specie quando si parla dei prodotti indirizzati al mer¬ 
cato consumer electronics, che manifestano l’esigenza 
di avere time-to-market sempre più compressi. Ecco 
perché, anche nel settore della strumentazione di test e 
misura, l’imperativo sta diventando in maniera crescen¬ 
te semplificare la complessità degli apparati di collaudo, 
e velocizzare l’esecuzione delle operazioni di verifica 
attraverso l’adozione di sistemi di test più semplici da 
configurare e utilizzare. 

Questa è in sostanza la filosofia alla base dell’introduzio¬ 
ne, lo scorso luglio, da parte di Rohde & Schwarz, della 
piattaforma di test all-in-one BTC (broadcast test cen¬ 
ter). L’obiettivo di tale apparato, ha più volte sottoline¬ 
ato Ralph Kirchhoff, product manager for broadcasting 
and tv t&m products della società, è fornire attraverso 
una sola soluzione un ambiente di test completo per il 
collaudo delle attrezzature di broadcasting in tutte le 
applicazioni multimediali audio e video. La piattaforma 



Figg. 1-2 - Due immagini di Rohde & Schwarz BTC 


si caratterizza per una struttura modulare che facilita 
l’utilizzo dello strumento e ne favorisce l’espandibilità. 
In BTC la componente di generazione del segnale è in 
grado di generare segnali RF per tutti gli standard tv e di 
broadcasting, e di simulare le trasmissioni. Alla compo¬ 
nente di analisi, in grado di analizzare le funzioni audio 
e video dei DUT (device under test) in tempo reale, si 
affiancano funzionalità di test automatizzato. 

Lo strumento, dichiara la società, è stato realizzato dopo 
un’accurata raccolta di tutti i requisiti tecnici espressi 
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dagli utenti e risulta unico nel suo genere. Oltre a per¬ 
mettere di riprodurre i test in ogni momento, consente 
anche di ridurre in misura notevole i tempi di collaudo, 
sviluppando la qualità e quantità delle operazioni di test 
e misura dei vari dispositivi. 

Fra le implementazioni wireless più recenti da sotto¬ 
porre a test, il sistema BTC supporta il collaudo dei 
sistemi MISO (multiple input, single output) utilizzati 
per lo standard di trasmissione DVB-T2, o delle confi¬ 
gurazioni MIMO (multiple input, multiple output) 2x2 in 
corso di valutazione per l’uso in future applicazioni. Ma 
grazie alla sua architettura modulare, dichiara Rohde & 
Schwarz, BTC è in grado di adattarsi a requisiti e scenari 
di test di lungo termine, come quelli 4x4. La possibili¬ 
tà di integrare completamente il dispositivo sotto test 
nell’ambiente di collaudo di BTC permette di automa¬ 
tizzare le operazioni e di risparmiare tempo e denaro, 
mentre la capacità di condurre le attività di verifica a 
livello end-to-end, attraverso i diversi livelli OSI (open 


Systems interconnection) di trasmissione e ricezione, 
consente agli ingegneri di identificare le correlazioni 
dirette fra i diversi fattori che influenzano il percorso di 
trasmissione dei segnali. 

Il test spazia infatti dalla generazione dello stream 
audio/video, e simulazione dei canali RF, all’analisi inte¬ 
grata audio/video, al controllo remoto del dispositivo 
sotto test. 

Lo stream MPEG-2TS può essere modificato in tempo 
reale, tramite l’introduzione di pacchetti, ed errori defi¬ 


niti dall’utente, mentre la disponibilità opzionale di gate- 
way consente di generare flussi digitali audio/video e 
dati utilizzando i corrispondenti standard di trasmissio¬ 
ne. Ad esempio, il gateway T2-MI genera in tempo reale 
lo stream T2-MI richiesto, in accordo con i parametri di 
trasmissione DVB-T2. 

Un'altra caratteristica importante riguarda le simula¬ 
zioni di trasmissione dei segnali, che permettono di 
collaudare le attrezzature di broadcasting in condizioni 
di interferenza realistiche e complesse. BTC soddisfa 
questo requisito fornendo fino a otto A WG (arbitrary 
waveform generator) per canale RF, in grado di genera¬ 
re complessi scenari d’interferenza. Tali realistiche con¬ 
dizioni ambientali possono essere simulate utilizzando 
differenti fonti di rumore. 

Molte tipologie di utenti 

La prima area di mercato a cui viene indirizzato BTC, 
ha spiegato Mathias Leutiger, head of product mana¬ 
gement broadcasting t&m di Rohde & Schwarz, è 
il mondo dell’elettronica di consumo, qui rappre¬ 
sentato dagli sviluppatori e costruttori di ricevitori, 
tuner, decoder A/V, semiconduttori integrati e 
componenti SoC (system-on-chip), che normalmen¬ 
te forniscono soluzioni ai produttori di attrezzature 
di largo consumo. 

Ci sono poi gli sviluppatori e costruttori di tutte le 
varie categorie di attrezzature consumer (set-top- 
box, tv, radio, telefoni mobili, dispositivi di rice¬ 
zione, componenti per receiver e così via); gli ope¬ 
ratori, fornitori e integratori di sistemi del mondo 
automotive; i costruttori di attrezzature di ricezione 
per le applicazioni professionali di trasmissione 
audio e video basate sugli standard wireless di 
broadcasting (DVB-T, DVB-T2, DVB-S2 e così via); 
le società di collaudo di sintonizzatori, chipset, 
componenti e receiver per tutte le categorie di tra¬ 
smissione audio e video; e anche gli operatori delle 
reti televisive via satellite, digitale terrestre o via 
cavo, che usano differenti standard di trasmissione 
a seconda del paese o della regione specifica. Ancora, 
BTC trova impiego anche nelle istituzioni e organizza¬ 
zioni statali e governative con responsabilità nell’ambito 
del broadcasting, che usano o collaudano le trasmis¬ 
sioni audio e video e i relativi apparati di ricezione per 
scopi ufficiali. Infine, fra i possibili campi d’applicazione, 
Rohde & Schwarz include anche il comparto dei sistemi 
aerospaziali e della difesa, che adotta gli standard di 
broadcasting wireless per utilizzi nell’aeronautica, nei 
sistemi spaziali o in quelli militari. ■ 
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TECH INSIGHT micropower 


Punti di carico single-chip con a bordo 
anche i circuiti magnetici planari 


Lucio Pellizzari 


Enpirion presenta un convertitore in continua 
miniaturizzato che, grazie a un’innovativa tecnica di 
elettrodeposizione, integra a bordo anche i componenti 
magnetici induttivi in ferro-cobalto 


L J integrato di potenza 
EL711 presentato da 
Enpirion è senza dubbio 
uno dei prodotti più inno¬ 
vativi apparsi negli ultimi 
mesi sul mercato perché 
realizzato con a bordo 
del chip - per la prima 
volta e a costi competi¬ 
tivi - anche i componen¬ 
ti magnetici. In pratica, si 
tratta di un punto di cari¬ 
co (Point-Of-Load, POL) 
ovverosia di uno stadio 
di alimentazione che oltre 
ai consueti circuiti elettri¬ 
ci per la conversione de/ 
de ospita a bordo anche 
gli indispensabili compo¬ 
nenti magnetici induttivi 
realizzati a film sottile in 
forma planare e non come 
succede finora general¬ 
mente collocati al di fuori 
del chip proprio per le 
ingombranti dimensioni. 
Questo importante passo 
in avanti nella tecnologia 
circuitale è reso possibile 
grazie all’avanzata meto¬ 
dologia sviluppata dagli 
esperti Elpirion e deno¬ 
minata WLM, Wafer Level 


Magnetic, che consente di 
depositare gli elementi cir¬ 
cuitali magnetici in ferro e 
cobalto sulle piste dei die 
di silicio durante i con¬ 
sueti processi di fabbri¬ 
cazione Cmos. La peculia¬ 
rità che contraddistingue 
le leghe Fe-Co consiste 
nell'offrire un’elevata iste¬ 
resi tale per cui riescono 
a commutare facilmente in 
funzione della tensione di 
comando e poi però pos¬ 
sono mantenere la polariz¬ 
zazione magnetica acqui¬ 
sita indefinitamente anche 
in assenza di polarizzazio¬ 
ne. L’induttanza specifica 
ottenuta su questi elemen¬ 
ti bidimensionali passivi 
risulta particolarmente 
elevata e sufficiente per 
permetterne l’integrazione 
circuitale sui wafer di sili¬ 
cio con buone prestazioni 
circuitali. Inoltre, la possi¬ 
bilità di utilizzare gli attuali 
processi di fabbricazione 
standard Cmos assicura 
convenienza anche dal 
punto di vista dei costi 
di produzione. Senza dub¬ 


bio si tratta di un risultato 
promettente perché apre 
la via alla possibilità di 
realizzare circuiti a segnali 
misti ancor più complessi 
con una scala di integra¬ 
zione improponibile per 
nessun’altra tecnologia. 

Chip magnetici 
sul silicio 

Enpirion è stata fondata 
nel 2001 a Hampton (New 
Jersey) da alcuni esper¬ 
ti ricercatori che lavora¬ 
vano nella sede dei Bell 
Labs situata nella vicina 


Fig. 1 - Nei laboratori Enpirion 
sono riusciti a miniaturizzare i cir¬ 
cuiti magnetici in forma planare e 
a disegnarli sui chip di silicio 


Fig. 2 - Il convertitore dc-dc EL711 
è stato premiato come prodotto 
PowerSoC più innovativo 
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Fig. 3-11 nuovo LDR EL711 è caratterizzato dall'e¬ 
levata velocità di commutazione e da un'uscita in 
tensione e corrente ancor più lineare rispetto ai 
regolatori LDO 


Murray Hill e che da 
quel momento deci¬ 
sero di sviluppare 
nuove architetture di 
potenza analogiche 
e innovativi mate¬ 
riali magnetici per 
sistemi ad alta fre¬ 
quenza. Questi stu¬ 
diosi hanno cercato 
per anni di svilup¬ 
pare la possibilità 
di miniaturizzare gli 
elementi magnetici 
necessari alla con¬ 
versione dell’energia 
elettrica. Oggi final¬ 
mente sono riusciti a 
mettere a punto una 
tecnologia che consente 
di realizzare gli indutto¬ 
ri magnetici a film sottile 
denominati Magnetics-on- 
Silicon Inductor utilizzan¬ 
do una lega ferro/cobalto 
(Fe-Co Alloy, FCA) a eleva¬ 
ta induttanza specifica in 
grado di offrire ottime pre¬ 
stazioni circuitali anche se 
su geometrie di pochi nm 
in wafer di silicio dove 
tutt’attorno sono già dise¬ 
gnati molti altri compo¬ 
nenti circuitali. In effetti, 
gli elementi magnetici FCA 
vengono elettrodeposti 
sui wafer di silicio da 6 
e 8 pollici con la stes¬ 
sa fotolitografia già in uso 
per il disegno delle giun¬ 
zioni dei transistor e dei 
diodi e, inoltre, grazie al 
cobalto, mostrano proprie¬ 
tà magnetiche fortemente 
localizzate che non com¬ 
portano interferenze con 
i dispositivi adiacenti né 
altri tipi di effetti collatera¬ 
li sul wafer. 

Il POL EL711DI è, in prati¬ 
ca, un convertitore dc/dc 
fondamentalmente basato 


su un mosfet, un diodo, un 
condensatore e un indut¬ 
tore. In pratica, il mosfet 
funziona da interruttore 
che in ogni primo semi¬ 
periodo permette all’indut¬ 
tore di caricarsi con l’e¬ 
nergia di ingresso che poi 
nel secondo semiperiodo 
scarica sul condensato- 
re. Quest’ultimo fornisce 


l’energia stabilizzata 
all’uscita attraverso 
il diodo nel successi¬ 
vo semiperiodo pro¬ 
prio mentre l’indut¬ 
tore si ricarica nuo¬ 
vamente e si ripete il 
ciclo di conversione. 
Le tre dimensioni 
degli attuali induttori 
hanno finora costret¬ 
to i progettisti a rea¬ 
lizzare questi circuiti 
su schede stampa¬ 
te con componenti 
discreti, ma ora è 
finalmente possibi¬ 
le iniziare a produrli 
per volumi su chip 
planari grazie alla novi¬ 
tà introdotta da Enpirion. 
Infatti, oltre al mosfet e alla 
coppia LC, nel package 
DFN a 16 pin da 3x4,5x0,9 
mm (e 42 mm 2 in tutto) 
trovano posto anche tutti 
i circuiti di polarizzazione, 
retroazione e compensa¬ 
zione necessari e suffi¬ 
cienti per offrire un’uscita 


eccezionalmente lineare. 
L’innovativo EL711DI, 
premiato a Norimberga 
come miglior PowerSoC, 
Power-System-on-Chip, 
ha una frequenza di com¬ 
mutazione di 18,5 MHz e 
garantisce un’efficienza 
del 90% che è da consi¬ 
derare ottima se confron¬ 
tata con i convertitori de/ 
de a commutazione attual¬ 
mente presenti sul merca¬ 
to. Enpirion lo ha inseri¬ 
to nella famiglia dei suoi 
Linear Direct Replacement 
(LDR) così battezzati per¬ 
ché secondo gli esperti 
della società sono degni 
sostituti degli attuali rego¬ 
latori a basso drop-out 
LDO in quanto più limpidi 
nelle forme d’onda di ten¬ 
sione e corrente che rie¬ 
scono a produrre in uscita. 
All’ingresso la tensione è 
ammessa da 2,7 a 5,5 V 
mentre in uscita la massi¬ 
ma corrente continua ero¬ 
gata è di 1 A e, comunque, 
è già stata annunciata la 
nuova più potente versio¬ 
ne EL712DI con erogazio¬ 
ne di 1,5 A. Per entrambi 
il package è DFN a 16 
pin con tolleranza termica 
prescritta da -40 a +85 °C 
anche se sono garantite 
buone prestazioni fino a 
+ 125 °C. L’elevata veloci¬ 
tà di risposta ai transito¬ 
ri (con Rise Time di 850 
ps) ne consente l’uso nelle 
applicazioni più impegna¬ 
tive e specialmente nell’a¬ 
limentazione dei circuiti a 
elevate prestazioni come 
ASIC, DSP e FPGA instal¬ 
lati negli apparecchi por¬ 
tatili dov’è indispensabile 
garantire la miglior qualità 
possibile dell’energia. ■ 
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Fig. 4 - Schema a blocchi funzionale del punto di carico Enpirion 
EL711 DI in grado di erogare 1 A con efficienza del 90% 
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TECH INSIGHT NANOMATERIAL 


Nanofìli in silicio 
per fare batterie migliori 

Giorgio Fusari 


Gli anodi costruiti con questo componente rappresentano la via 
per realizzare smartphone e dispositivi elettronici in grado di rimanere 
accesi per giorni e durare anni 




D ensità di energia e durevolezza nel 
tempo rimangono ancora due grossi 
limiti delle batterie agli ioni di litio (Li-Ion) 
che alimentano, ad esempio, molti dispo¬ 
sitivi mobile e smartphone. Oggi non si 
può certo affermare che l’evoluzione tec¬ 
nologica delle batterie proceda allo stesso 
ritmo dei vari chip e semiconduttori, anzi. 
Fortunatamente però l’innovazione nei 
nanomateriali, come tecnologie abilitanti, 
sta rivelandosi una via preziosa, per por¬ 
tare a nuovi traguardi e primati nella capa¬ 
cità e nel ciclo di vita di questi componen¬ 
ti. Una delle attività di ricerca più avanzate 
in questo campo è sviluppata in California, 
al dipartimento di scienza e ingegneria dei 
materiali dell’università di Stanford, dal 
professor Yi Cui, fra le varie attività anche 
fondatore della società Amprius. Nata nel 
2008 come spin-off della stessa università 
e oggi vivace start-up, Amprius è soste¬ 
nuta da vari venture capitalist internazio¬ 
nali, del calibro di Trident Capital, VantagePoint Venture 
Partners, IPV Capital, Kleiner Perkins Caufield & Byers, e 
anche dall’executive chairman di Google, Eric Schmidt. 
La prima generazione (Gen I) della tecnologia di Amprius 
- attualmente in corso di commercializzazione su volumi 
limitati, e le cui operazioni di licensing rimarranno condi¬ 
vise con l’ateneo di Stanford - è basata su anodi formati 
da una struttura di nanofili in silicio, che promettono 
grandi miglioramenti nell’incremento di densità di ener¬ 
gia delle batterie al litio. Infatti, rispetto ai tradizionali 
anodi in carbonio (grafite), con capacità attorno a 400 
mAh (milliampere/ora) per grammo - come ha mostrato 


Silicon Anode Gen I: Nanowires 
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- Shorter distance for Li diffusion (high power). 
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Figg. 1-2 - Schemi strutturali degli anodi in silicio messi a punto da Amprius 
(Fonte: prof. Yi Cui) 


in maniera dettagliata il professor Yi Cui durante una 
lunga presentazione al recente Globalpress Electronics 
Summit - questi nuovi anodi in silicio riescono a fornire 
fino a 4.200 mAh per grammo, quindi una energia specifi¬ 
ca di circa 10 volte maggiore. Inoltre a essere potenziato 
è anche il numero di cicli di carica/scarica della batteria 
che, dai circa 500 in media attualmente possibili (circa tre 
anni di vita), con questi anodi può arrivare fino a 6.000 
cicli. Quest’ultima caratteristica funzionale renderebbe 
fra l’altro i prodotti di Amprius interessanti e appetibili 
non solo per le applicazioni nei dispositivi consumer, 
come i terminali mobili e gli smartphone, ma anche per 
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l’industria delle auto e dei veicoli elettrici, dove esten¬ 
dere l'autonomia energetica e la fattibilità economica di 
tali mezzi di trasporto diventerebbe un progetto maggior¬ 
mente realizzabile. 

Problemi superati e roadmap R&D 

1 problemi riscontrabili nelle attuali batterie al litio sono 
soprattutto da imputare alla deformazioni, corrosioni e 
rotture del substrato del materiale anodico che si verifi¬ 
cano nel tempo, dopo ripetuti cicli di carica/scarica. Un 
altro classico inconveniente è poi dovuto al fatto che i 
prodotti di tali deformazioni e decomposizioni formano 
sull’anodo uno strato di materiale, chiamato SEI (solid 
electrolyte interphase), in grado alla lunga di influenzare 
la mobilità degli ioni di litio durante il processo di carica/ 
scarica. 

In sostanza, danni di questo genere finiscono per com¬ 
promettere l’efficienza di funzionamento della batteria, 
rivelandone il grado di usura e invecchiamento. Invece, 
utilizzando negli anodi nanofili in silicio, è possibile otte¬ 
nere un maggiore controllo sui cambiamenti di struttura 
e volume del substrato e sulla formazione e stabilità dello 
strato SEI. Inoltre è possibile accorciare le distanze che 
gli ioni di litio devono percorrere per diffondersi e, in 
generale, migliorare la struttura dei meccanismi di tra¬ 
sporto degli elettroni. 

La roadmap di ricerca e sviluppo di Amprius ha allo stu¬ 
dio generazioni successive della tecnologia (Gen 2, Gen 
3, Gen 4, Gen 5), ulteriormente migliorate, ad esempio 
prevedendo la progettazione di strutture a guscio (Gen 

2 - core-shell), di altre cave all’interno (Gen 3 - hollow 


Gen 1: Solid nanowires 

VLS grotvn Si NWs 
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structure) per velocizzare la normalizzazione delle defor¬ 
mazioni, o di altre ancora più complesse (Gen4 - doublé 
walled hollow structure) in grado di rendere stabile lo 
strato SEI. La quinta generazione prevede poi la creazio¬ 
ne di strutture a guscio d’uovo, indirizzate a contenere 
maggiormente i costi di produzione. Negli ultimi vent’an- 
ni, spiega Amprius, dall’introduzione della batteria agli 
ioni di litio, i miglioramenti nella densità di energia sono 
stati in gran parte guidati da una crescente utilizzazione 
dei materiali elettrochimicamente attivi di cui la stessa 
batteria è fatta. Ma, nella sostanza, tali materiali sono 
rimasti largamente invariati nel tempo. Tanto che oggi 
essi sono utilizzati a un livello molto vicino ai loro limiti 
teorici di funzionamento. Si è reso dunque necessario 
trovare nuove soluzioni, e materiali con una più elevata 
densità di energia, per spingere ancora più avanti questi 
limiti fisici. Come prima accennato, l’utilizzo del silicio 
come materiale consente di incrementare di oltre dieci 
volte la capacità teorica di immagazzinamento dell’ener¬ 
gia fornita dal carbonio, il materiale per la realizzazione 
degli anodi che attualmente rappresenta lo stato dell'arte. 
Finora però, ha precisato Amprius, l’uso di anodi silicon- 
based nelle batterie, attuato applicando approcci conven¬ 
zionali, aveva portato a insuccessi. In particolare a causa 
del fatto che l’inserimento di ioni di litio provoca la dila¬ 
tazione del silicio fino al 400% durante il processo di cari¬ 
ca. E questa dilatazione porta le intere strutture di silicio 
a fratturarsi, diminuendo la vita della batteria, già soltan¬ 
to dopo pochi cicli di carica/scarica. Invece, strutturato 
nella conformazione di nanofili, il silicio è in grado di dila¬ 
tarsi senza fratturarsi. Amprius avrebbe infatti dimostrato 
che anodi fatti di nanofili in silicio tollerano 
le deformazioni e possono espandersi e 
contrarsi senza rompersi, anche dopo cen¬ 
tinaia di cicli di carica/scarica. Oltre che 
nelle batterie per smartphone e dispositivi 
di fascia consumer, gli anodi costruiti con 
nanofili in silicio trovano nel mercato molte 
altre utilizzazioni. Il professor Cui ha infatti 
illustrato la fattibilità di realizzazione di 
indumenti e capi d’abbigliamento di vario 
genere in grado di immagazzinare ener¬ 
gia; ma anche la possibilità di realizzare 
batterie trasparenti, o elettrodi trasparenti 
per applicazioni in display e touchscreen. 
Un’altra opportunità di applicazione molto 
interessante si presenta nella messa a 
punto di nanofiltri in grado di fermare ed 
eliminare i batteri patogeni. ■ 
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UltraScale: architettura programmabile 
della prossima generazione 


Francesco Ferrari 

I punti chiave della nuova architettura 
programmabile di Xilinx per FPGA, 

SoC e IC 3D per la realizzazione dei 
device sempre più performanti che sono 
richiesti dalle più recenti applicazioni 


L ì architettura UltraScale di Xilinx è tra le novità più 
interessanti fra quelle introdotte recentemente. 
Questa architettura in pratica applica delle tecniche 
tipiche degli ASIC a architetture completamente pro¬ 
grammabili per superare alcuni limiti come per esempio 
quelli relativi a scalabilità, throughput complessivo, 
latenza e interconnessioni. 

I miglioramenti introdotti dall’architettura UltraScale 
riguardano diverse aree che vanno dal routing alla 
distribuzione del clock, dall’ottimizzazione dei criticai 
path all’aumento dei blocchi logici configurabili. Questi 
e altri miglioramenti permettono di aumentare la quan¬ 
tità di dati elaborabili e la larghezza di banda dell'I/O. 
Dal punto di vista applicativo, l’architettura UltraScale 
permette di realizzare sistemi ad alte prestazioni di 
nuova generazione come per esempio quelli per reti 
OTN 400G con elaborazione intelligente dei pacchetti e 
la gestione del traffico, applicazioni video come quelle 
per display 4K2K e 8K, sistemi wireless mixed mode 
4x4 LTE e radio WCDMA con smart beamforming, ma 
anche sistemi di sorveglianza intelligenti (ISR), radar e 
applicazioni a elevate prestazioni per l’elaborazione nei 
data center. 

La distribuzione del clock e il routing 

Uno dei problemi tipici nei chip di dimensioni maggiori 
è legato allo skew del clock che condiziona le perfor¬ 
mance ottenibili. Per risolvere questo tipo di problemi 
Xilinx ha introdotto nell’architettura UltraScale una 
tecnica che definisce ASIC-like docking per la distribu¬ 
zione su più aree del segnale di clock. In pratica collo¬ 
cando il clock -driven node nel centro geometrico di un 



blocco funzionale e utilizzando altri accorgimenti è pos¬ 
sibile ridurre i problemi di clock skew di circa il 50%, 
in base ai dati di Xilinx. Questo miglioramento permette 
di ridurre sensibilmente un collo di bottiglia importante 
per le prestazioni del sistema. 

Un altro aspetto in grado di condizionare le prestazioni 
è legato alle interconnessioni e al relativo routing. Il 
miglioramento dell’efficienza del routing, ottenuto gra¬ 
zie anche all’ottimizzazione con la Vivado Design Suite, 
permette all’architettura UltraScale di superare uno 
dei principali colli di bottiglia dal punto di vista delle 
prestazioni. 

L’architettura infatti prevede l’impiego di percorsi pre¬ 
ferenziali che fanno passare i dati tra elementi logici 
vicini (che non devono necessariamente essere anche 
vicini fisicamente) che sono connessi fra loro. Questa 
soluzione permette di eliminare i congestionamenti di 
traffico con il risultato, secondo i dati di Xilinx, di poter 
raggiungere un livello di utilizzazione del device fino 
al 90% senza degradi nelle prestazioni e aumenti della 
latenza del sistema. In pratica l’architettura UltraScale 
permette di disaccoppiare le prestazioni dalla comples¬ 
sità del design e dal tasso di utilizzazione del device. 
La Vivado Design Suite contribuisce sensibilmente a 
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questo miglioramento. Xilinx a 
questo riguardo dichiara che 
questa suite è in grado di pro¬ 
durre design che sono del 25% 
più veloci rispetto quelli dei 
competitor in ogni condizioni 
di utilizzo. 

L’elaborazione 

Sempre in termini di presta¬ 
zioni, un’altra caratteristica 
dell’architettura UltraScale 
risiede nella capacità di rispon¬ 
dere alle sempre maggiori esi¬ 
genze di performance da parte 
del mercato, ma senza dimenti¬ 
care l’aspetto dei costi. 

Tra i vari componenti dell’ar¬ 
chitettura vanno annovera¬ 
ti nuovi multiplier 27x18 bit e 
i dual adder, elementi che si 
sommano all’ottimizzazione dei 
criticai path e che permettono 
di ottenere performance par¬ 
ticolarmente elevate per l'ela¬ 
borazione dei fixed point e dei 
floating point IEEE 754. Questo 
aumento dell’efficienza dell’ela¬ 
borazione dei floating point è stimata in un fattore l,5x e 
l’aumento dell’utilizzazione delle risorse a disposizione 
per i floating point in doppia precisione, unito all’au¬ 
mento delle risorse DSP disponibili permette a questa 
architettura di rispondere adeguatamente alle esigenze 
di performance delle applicazioni di nuova generazione. 
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Fig. 1 - Il posizionamento dell'architettura UltraScale di Xilinx dal punto di vista applicativo 


Per quanto riguarda il collo di bottiglia dei criticai path, 
solitamente associato all’elaborazione dei pacchetti e ai 
controlli di correttezza dei dati, l’architettura UltraScale 
utilizza un sottosistema DSP con l’integrazione di inter¬ 
facce hardened di tipo 100 GBE MAC e Interlaken. 
Queste funzionalità, insieme allo SmartCore Packet 
Processing e Traffic Management IP 
permette l’elaborazione dei pacchet¬ 
ti a velocità di diverse centinaia di 
gigabit. 
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Fig. 2 - Le funzioni di routing dell'architettura UltraScale sono ottimizzate per migliorare le 
performance e rispondere alle esigenze di data flow delle più recenti applicazioni 


L’I/O e la larghezza 
di banda per la memoria 

Una parte importante dell’architettura 
UltraScale riguarda l’I/O e le rela¬ 
tive performance, anche in termini 
di consumi. I transceiver SerDes ad 
alta velocità, come quelli utilizzati 
dai Virtex con architettura UltraScale 
sono in grado di supportare una lar¬ 
ghezza di banda seriale del sistema 
oltre i 5 Tbps. A queste prestazioni si 
aggiunge una notevole flessibilità per 
alcune funzioni rispetto alla preceden- 


31 - ELETTRONICA OGGI 430 - SETTEMBRE 201 3 

































TECH INSIGHT ULTRASCALE 


te generazione di SerDes. Per esempio le funzionalità di 
equalizzazione adattiva come il controllo di guadagno 
automatico, l’equalizzazione lineare continuos-time e lo 
sliding DFE permettono di mantenere un bit-error rate 
particolarmente contenuto e permettono ai transceiver 
SerDes UltraScale di gestire direttamente backplane ad 
alta velocità e prestazioni di diversi GHz. 

L’architettura UltraScale offre diverse soluzioni inte¬ 
ressanti dal punto di vista deH’interfacciamento con la 
memoria. 

Integra infatti diversi core hard-IP per controller SDRAM 
di tipo DDR3 e DDR4 e blocchi hardened per il DDR 
physical layer (PHY). In pratica è stato incrementato il 
numero di controller SDRAM hard-IP, mentre le porte 
per la SDRAM sono più ampie e più veloci. 

I blocchi hardened PHY per la SDRAM sono in grado di 
ridurre la latenza di circa il 30% rispetto a soluzioni PHY 
di tipo soft-core, mentre la capacità di gestire memorie 
SDRAM di tipo DDR4 permette anche di ridurre i consu¬ 
mi di circa il 20%. 

Le performance del BRAM (la Block-RAM on chip) sono, 
inoltre, state adattate per adeguarsi a quelle degli altri 
blocchi del sistema all’abbassamento dei consumi di 
energia. Una nuova funzionalità, infine, permette la 
realizzazione di grandi e veloci array di RAM senza la 
necessità di logica aggiuntiva o di risorse di routing. 

II power management 

La gestione dei consumi è un elemento ormai imprescin¬ 
dibile per qualunque device. Anche questa architettura 
utilizza diverse tecniche su questo versante e permette 
di ridurre sensibilmente i consumi. I dati dichiarati da 
Xilinx sono infatti un risparmio complessivo di circa il 
50% dei consumi del sistema rispetto ai componenti 
della generazione precedente, la serie 7. 

L’architettura UltraScale permette infatti di ridurre del 
50% i consumi di sezioni come i transceiver, e di circa 
il 20% quelli necessari aH’I/O. Parte del merito di questi 
risultati è legato all’utilizzo di semiconduttori low power 
e a specifiche tecniche software. 

Dal punto di vista del processo produttivo, l’architet¬ 
tura UltraScale è stata progettata per essere utilizzate 
con diverse tecnologie. Xilinx ha infatti collaborato con 
TMSC per sviluppare i processi a 20 nm per permettere 
la realizzazione dei primi componenti con architettura 
UltraScale. 

I primi dispositivi UltraScale estenderanno le famiglie 
di FPGAVirtex e Kintex ora basate sulla tecnologia di 
processo da 28 nm, e serviranno come base per i futuri 
SoC Zynq UltraScale. 


Curront FPGA Coro Low«m Increase 

Stale + Dynarmc FPGA System 

Poww Budget Power Budget Performance 



7-Series UltraScale 


Fig. 3 - Il risparmio complessivo di energia deN'architettura UltraScale 
rispetto alla serie 7 Xilinx 


Questa architettura però trarrà benefici ancora maggio¬ 
ri dalla generazione di processo successiva di TMSC, 
quelle a 16nm grazie anche al programma di sviluppo 
“FinFAST” di Xilinx. Il primi prodotti con questa nuova 
generazione di processo produttivo a 16 nm dovrebbe¬ 
ro arrivare nel 2014. 

L’ottimizzazione di Vivado 

Un aspetto fondamentale per lo sviluppo di nuovi 
device riguarda la disponibilità di tool adeguati. Con i 
device Xilinx della serie 7 è stata introdotta al Vivado 
Design Suite per lo sviluppo di prodotti completamente 
programmabili, e questo tool è valido anche per la pro¬ 
gettazione con l’architettura UltraScale. Tra le caratteri¬ 
stiche più interessanti di questa suite c’è la possibilità 
di intervenire sui principali colli di bottiglia relativi alla 
progettazione e implementazione dei sistemi program¬ 
mabili. L’ottimizzazione fra l’architettura UltraScale e 
la suite Vivado permette, in base ai dati di Xilinx, una 
utilizzazione dei dispositivi superiore al 90% senza 
degrado nelle prestazioni 

La Vivado Design Suite con il supporto agli FPGA basati 
su architettura UltraScale è disponibile attualmente 
per i primi clienti, mentre i primi dispositivi UltraScale 
saranno disponibili nel quarto trimestre 2013. ■ 
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Piezo-Mems verso 
nuove applicazioni 

paolo De vittor I nuovi piezo-Mems offrono nuove possibilità 

applicative, anche proponendosi come 
sostituti dei classici oscillatori al quarzo 
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Fig. 1 - Gli oscillatori CrystalFree di IDT utilizzano dispositivi Mems di tipo piezoelettrico 


D all'epoca del loro avvento, i 
dispositivi Mems si stanno 
rivelando estremamente versatili, 
e quindi adatti a una molteplici¬ 
tà di applicazioni. In particolare, 
i piezo-Mems - o p-Mems, che 
sfruttano l’effetto piezoelettrico - 
possono essere utilizzati sia come 
sensori sia come attuatori, poten¬ 
do non solo rilevare deformazioni 
e vibrazioni, ma anche genera¬ 
re oscillazioni sotto l’impulso di 
opportuni segnali elettrici. 

Proprio sfruttando questa loro 
caratteristica, e grazie alle pre¬ 
stazioni raggiunte, si prospetta 
ora la possibilità di sostituire i 
classici oscillatori al quarzo pro¬ 
prio con i piezo-Mems. Fra le 
società da tempo impegnate in 
questo settore vi è IDT (Integra¬ 
teti Devices Technology), che 
propone l’utilizzo dei p-Mems per 
rimpiazzare gli oscillatori al quarzo nonché i risonatori 
passivi (XTAL) a cristallo. 

La famiglia di oscillatori CrystalFree di IDT promette 
di offrire numerosi vantaggi rispetto alle soluzioni tra¬ 
dizionali, fra i quali un consumo di potenza pari a un 
decimo degli oscillatori al quarzo. Comunemente chia¬ 
mati oscillatori Cmos o al silicio (detti anche “solid-sta- 
te oscillators”), questi dispositivi sono caratterizzati da 
un minor costo, una maggior affidabilità e prestazioni 
superiori rispetto a quelli a cristallo, come ad esempio 
un range di frequenze più esteso. 

IDT rileva che l'avvento degli oscillatori p-Mems 
CrystalFree (di cui ha venduto milioni di pezzi) ha 


di fatto trasformato il mercato del controllo della 
frequenza, che sta evidenziando in questi anni un 
CAGR superiore al 70%. Tutto ciò grazie al fatto che la 
tecnologia dei risonatori p-Mems combina l’efficiente 
accoppiamento meccanico dei materiali piezoelettrici 
con la stabilità e il basso coefficiente di smorzamento 
del monocristallo di silicio per realizzare una sorgente 
passiva di frequenza dalle prestazioni e dall’affidabili¬ 
tà non raggiungibile con i dispositivi tradizionali. 

Prestazioni superiori 

Gli oscillatori CrystalFree di IDT (Fig. 1) sono 
disponibili con frequenze da 1MHz a 650MHz, 
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Fig. 2 - Schema funzionale degli oscillatori piezo-Mems di IDT a uscita differenziale 
nei quali è selezionabile la frequenza d'uscita 


offrono un’elevata stabilità, assorbono solo 2 mA, 
resistono agli shock e alle vibrazioni e sono dispo¬ 
nibili in package estremamente ridotti, fino a soli 
1.6x2 millimetri, oltre a dispositivi ermetici in WLP 
(Wafer-Level Package). 

In particolare, la serie 3L offre un rumore di fase 
inferiore a lpsec rms (nel range da 12 KHz a 20 
MHz) e un’elevata accuratezza (±50 ppm da 0 a 
70 °C), con uscite LVDS, LVPECL e HCSL a 2.5 o 
3.3V in package a 6-pin. Fra l’altro, la serie 3LG 
CrystalFree di IDT ha ricevuto lo scorso anno il 
riconoscimento ACE-Award da UBM Electronics, 
recensito da EDN-EETimes. 

Le serie 4M e 4E offrono un range di frequenza 
da 50 a 625 MHz (quattro valori predefiniti sele¬ 
zionabili tramite appositi pin, Fig. 2), uscite Cmos 
sincrone multiple LVDS/LVPECL, un jitter di fase 
inferiore a l.Ops e una stabilità di ±50 ppm su di 
un range termico da -40 a +85 °C (±25 ppm da 0 
a 70 °C), con un’affidabilità 40 volte superiore a 
un quarzo. 

Gli oscillatori a uscita differenziale della serie 
p-Mems 4H (Fig. 3) sono disponibili per frequenze 
da 50 MHz a 625 MHz, presentano un basso bit 
error rate (BER), evidenziano una stabilità in fre¬ 
quenza di ±25 ppm, offrono un jitter di fase di soli 
100 fsec tra 1.9 MHz e 20 MHz, sono operativi da 
-40 a +85 °C e permettono di attuare un frequency 
margining grazie a un fine-tuning di ±1000ppm 
per plus-PPM e testing. Sono quindi ideali per 
essere impiegati negli switch, router e altre appli¬ 
cazioni per 10 gigabit Ethernet. 

Come si può quindi constatare, tutte queste per¬ 
formance non sono disponibili né ottenibili con i 


classici oscillatori al quarzo. Non solo, ma 
mentre i risonatori Mems tradizionali sono 
accoppiati capacitivamente (ovvero richie¬ 
dono una tensione di polarizzazione ai capi 
della capacità interna al fine di indurre la 
risonanza), i piezo-Mems sono di tipo pas¬ 
sivo, nel senso che non è richiesta alcuna 
polarizzazione né la presenza di un gap fra 
gli elettrodi, eliminando quindi i problemi 
legati alla variazione di capacità e quindi 
della frequenza di risonanza. 

Nei p-Mems, fra l’altro, non è richiesta la 
realizzazione dei sottili gap (circa 100 nm, 
di spessore critico) che pongono problemi 
costruttivi negli oscillatori di tipo capaci¬ 
tivo. Non solo, ma grazie ai p-Mems sono 
ottenibili frequenze di lavoro più elevate rispetto 
sia agli oscillatori al quarzo sia a quelli capacitivi; 
inoltre, i risonatori p-Mems presentano un’im¬ 
pedenza meccanica inferiore, ciò che permette 
di ottenere prestazioni decisamente superiori; 
infine, rispetto agli oscillatori al quarzo, un altro 
vantaggio delle soluzioni delle tecnologie Mems 
risiede nel minor costo e ridotto ingombro delle 
realizzazioni monolitiche. La differenza costruttiva 



Fig. 3 - Oscillatori p-Mems di IDT delle serie 4E e 4H a elevate 
prestazioni 
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Piezo-Mems per l’energy harvesting 
I medesimi elementi piezoelettrici di tipo 
Mems possono altresì essere proficuamente 
utilizzati per l’energy harvesting da defor¬ 
mazione, spostamento e vibrazioni. 

È recente ad esempio l’annuncio di MicroGen 
Systems di aver completato il trasferimento 
presso la tedesca X-FAB MEMS Foundry di 
un processo per la produzione della propria 
piattaforma piezoelettrica su wafer da 200 
mm. Questi dispositivi - che vengono anche 


Fig. 4 - Differenza costruttiva fra gli elementi Mems di tipo capacitivo e 
quelli piezoelettrici 


fra i due tipi può essere compresa dalla figura 4. 
D’altronde, le prospettive derivabili dalle potenzia¬ 
lità offerte dagli oscillatori Mems erano evidenti 
già alcuni anni orsono, quando ad esempio il 
centro di ricerca svizzero CSEM aveva presentato 
alla ISSCC di San Francisco un risonatore al silicio 
basato su p-Mems (visibile in Fig. 5) e dispositivo 
piezoelettrico al nitruro di alluminio utilizzabile 
per sintesi di frequenza e per dispositivi RTC (Reai 
Time Clock). Il dispositivo - grazie all’impiego di 
accurate tecniche di compensazione delle derive 
termiche - ha evidenziato notevoli caratteristiche, 
come ad esempio un’accuratezza in frequenza di 
±5 ppm da 0 a 50 °C e un assorbimento di soli 3 
pA, ovvero ben tre ordini di grandezza rispetto ai 
risonatori al silicio classici. 



Fig. 5 - Risonatore al silicio basato su p-Mems realizzato dal centro di 
ricerche CSEM 



Fig. 6 - Generatore piezoelettrico MicroGen BOLT perenergy harvesting 
da vibrazioni 


denominati MPG ovvero Micro-Power Generators - 
operano a 100 e 120Hz, con una frequenza di riso¬ 
nanza che può essere specificata dall’utente. Carat¬ 
terizzati da una vita operativa di almeno 20 anni, 
questi MPG possono essere utilizzati per estendere 
la vita operativa delle batterie usate per alimentare 
i sensori wireless, grazie alla possibilità di sfruttare 
l’energia ricavata dalle vibrazioni, altrimenti inutiliz¬ 
zata. Gli MPS di MicroGen impiegano al loro interno 
il circuito di power management LT3588-1 di Linear 
Technology, e forniscono in uscita dai 25 ai 250 pW 
a 3.3V a seconda dell’intensità delle vibrazioni pre¬ 
senti nell’ambiente operativo. 

Ad esempio il MicroGen BOLT-R0120A (Fig. 6) 
viene utilizzato per alimentare il kit di sviluppo per 
wireless temperature sensor node eZ430 di Texas 
Instruments, che si accontentano di pochi micro¬ 
watt di potenza per poter operare e trasmettere 
impulsi radio. 

Le ricerche per la messa a punto di questi dispo¬ 
sitivi sono state effettuate presso la CNF (Cornell 
NanoScale Science and Technology). ■ 
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• MEMS: Accelerometers 

Inclinometers 
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Sensor Elements/Dies 

• DC/DC Converters 


• Resistors 
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• Thermistors 
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L’amplificatore differenziale 
di transconduttanza in corrente 

Lucio Peiiizzari Amplificando in corrente i nuovi CTDA 

garantiscono buone prestazioni soprattutto 
a basso voltaggio e ad alta frequenza e 
possono essere vantaggiosi nelle applicazioni 
wireless 


U n nuovo quadripolo si sta facendo strada fra 
le applicazioni a radiofrequenza: il Current 
Differencing Transconductance Amplifier (CDTA). 
In pratica, è un amplificatore di transconduttanza in 
corrente che fornisce all’uscita una corrente propor¬ 
zionale alla differenza fra le due correnti di ingresso. 
Si tratta, dunque, di una variante della definizione 
di amplificatore di transconduttanza che prescrive 
un quadripolo la cui corrente erogata fra i morsetti 
di uscita è proporzionale alla 
tensione applicata ai morsetti 
di ingresso ed è altrimenti 
noto come Current Controlled 
Voltage Source (CCVS) o sor¬ 
gente di corrente controllata 
in tensione. 

Il più comune esempio di 
transconduttanza è il gua¬ 
dagno dei transistor che 
viene calcolato come corren¬ 
te generata fra collettore ed 
emettitore in funzione della 
tensione applicata fra base ed 
emettitore (oltre la soglia) tanto nei bipolari quanto 
nei FET e nei Mosfet, ma sono numerosi in commer¬ 
cio i circuiti analogici e gli amplificatori operazionali 
basati su questo principio. In ogni caso l'amplificato¬ 
re a transconduttanza è l’inverso dell'amplificatore a 
transresistenza dove ai morsetti di uscita è la tensio¬ 
ne a essere proporzionale alla corrente che scorre 
fra i morsetti di ingresso e, inoltre, è diverso anche 
dagli altri due amplificatori standard normalmente 
definiti in corrente se amplificano la corrente a ten¬ 
sione costante e in tensione se viceversa amplificano 
la tensione a corrente costante. 

Il grande vantaggio dell'amplificatore di transcon¬ 


duttanza è quello di scollegare la corrente di uscita 
dalla corrente di ingresso soprattutto ad alta fre¬ 
quenza ed è questo il motivo per cui è stato recente¬ 
mente perfezionato il disegno circuitale dei CDTA e 
cioè con l’obiettivo di ottenere l’amplificazione diffe¬ 
renziale in corrente e offrire un interessante valore 
aggiunto nello sviluppo dei front-end a radiofrequen¬ 
za oggi essenziali per le comunicazioni wireless. 
La fondamentale caratteristica dei CDTA consiste 


nell’offrire un’impedenza di uscita altissima e tale da 
poter essere considerata infinita e grazie a ciò que¬ 
sti quadripoli riescono a essere immuni da alcuna 
influenza rispetto al carico applicato indipendente¬ 
mente dalla frequenza di lavoro. Di conseguenza il 
CDTA è eccezionalmente lineare perché molto più 
robusto rispetto agli altri amplificatori rispetto agli 
effetti parassiti che tipicamente si manifestano come 
capacità interne e quindi di solito particolarmente 
penalizzanti sulle prestazioni in frequenza. Di tutto 
ciò se n’è discusso alla 14 a Electronics Packaging 
Technology Conference svoltasi lo scorso dicembre 
a Singapore. 



Fig. 1 - Schema simbolico e circuito equivalente di un amplificatore differenziale di transconduttanza in 
corrente 
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Fig. 2 - Due amplificatori CDTA realizzati senza resistenze né condensatori ma solamente con transistor 
bipolari (sopra) o Cmos (sotto) 


Linearità 
ad alta frequenza 
Queste peculiarità ne fanno dei 
componenti ideali per realiz¬ 
zare filtri, convertitori e stadi 
analogici locali caratterizzati 
dall’amplificazione in corrente. 

Nei moderni apparecchi porta¬ 
tili alimentati a batteria questo 
sta diventando un importante 
vantaggio perché ormai le ten¬ 
sioni di lavoro si sono abbassa¬ 
te parecchio e per di più dipen¬ 
dono dalla carica delle batterie, 
mentre le correnti quando sono 
efficacemente stabilizzate pos¬ 
sono permettere prestazioni 
di sistema sensibilmente più 
lineari. L’impiego che sembra 
più promettente per i CDTA è 
il disegno dei filtri di frequenza 
di ennesimo ordine e dei filtri di 
tipo Butterworth, Tow-Thomas 
o altri simili. 

Come si vede nella prima figura 
che illustra un CDTA a livello 
circuitale, detti N e P i morsetti 
d iingresso, Z il morsetto di 
controllo e X+ e X- i morsetti di uscita, si può descri¬ 
vere il funzionamento del quadripolo con le seguenti 
equazioni: 

Vp=V N =0, 

V z =Z z (Ip-I N ), 

Ix + = 9m^Z’ 

Ix- = "ùm^Z- 

In pratica, l’ingresso è a bassa impedenza e può 
essere considerato a tensione nulla dato che può 
ricevere qualsiasi livello di corrente, mentre l’uscita 
in corrente I x = g m Z z I z dipende dal guadagno ossia 
dalla transconduttanza g m moltiplicata per la tensione 
di controllo che è proporzionale alla differenza fra le 
due correnti di ingresso tramite Z z . Inoltre, la corrente 
sui due morsetti di uscita è uguale nell’intensità ma 
opposta nel verso e l’impedenza Z z è configurabile 
dall’esterno e può quindi essere decisa di volta in 
volta in funzione dell’applicazione di destinazione. 

I CDTA somigliano agli amplificatori CDBA, Current 
Differencing Buffered Amplifier, già noti in elettro¬ 
nica e anch’essi molto robusti rispetto alle capacità 
parassite e quindi particolarmente efficienti e lineari 


soprattutto in alta frequenza, ma rispetto a questi 
introducono le due importantissime novità dell’uscita 
in corrente e della possibilità di scegliere la Z z , il che 
non si può fare nei CDBA che oltretutto hanno l’uscita 
in tensione e perciò sono meno adatti per le moderne 
applicazioni dove i Volt continuano inesorabilmente 
a diminuire. 

Un’interessante caratteristica degli amplificatori 
CDTA è che possono essere realizzati sul silicio uti¬ 
lizzando solamente transistor tutti bipolari oppure 
tutti Cmos e in entrambi i casi assolutamente senza 
resistenze né condensatori come si vede nei due 
esempi riportati nella figura 2. Oltre che per i front- 
end a radiofrequenza dei sistemi telecom wireless, 
questi amplificatori sono molto utili anche per i filtri 
e gli oscillatori impiegati come trasduttori delle onde 
acustiche superficiali Surface Acoustic Wave (SAW). 
In pratica, questi circuiti convertono le SAW in segna¬ 
li elettrici utilizzabili per funzionalità specifiche e sono 
perciò particolarmente indicati non solo nei telefoni 
cellulari ma anche a bordo di tutti gli strumenti por¬ 
tatili di precisione e nei tool per l’analisi spettrale. ■ 
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Nuovi moduli ad alta densità 
producono i massimi risultati 
a livello termico ed elettrico 


Steve Rivet 
Intersil Corporation 


Il continuo incremento della complessità e 
capacità degli ultimi processori, ASIC, FPGA 
e i loro chip di memoria, richiede il continuo 
aumento della potenza richiesta dal sistema, 
ma allo stesso momento lo spazio disponibile 
continua a ridursi. Tutto questo enfatizza 
ancora di più l’importanza di una gestione 
efficace del sistema termico 


P er far fronte a queste sfide progettistiche stringenti 
si stanno sviluppando nuovi moduli flessibili ad alta 
densità di potenza, che hanno caratteristiche elettriche e 
termiche molto performanti. Questi moduli sono disponibili 
in package integrati facili da usare. 

Le capacità funzionali dei sistemi continuano ad aumen¬ 
tare, e con esse la richiesta di potenza. Ciò ha contribuito 
all’aumento della richiesta di soluzioni pienamente fun¬ 
zionali e veloci, da implementare da un punto di vista di 
potenza, a causa della continua pressione commerciale a 
cui sono sottoposti i progettisti, costretti a tagliare le tem¬ 
pistiche di sviluppo dei design. 

I moduli di potenza stanno fornendo possibili soluzioni, 
quindi cià che viene richiesto dai progettisti di sistemi è 
di ottenere il massimo della potenza dal minimo spazio 
disponibile. 

I moduli di potenza disponibili variano da semplici assem¬ 
blaggi di controllori, FET, condensatore o induttore a cir- 
cuiteria di potenza completa che include circuiti integrati 
e tutti i componenti discreti e magnetici richiesti per imple¬ 
mentare un alimentatore completo in un singolo package. 
Questi dispositivi sono disponibili sia in formato open 
trame sia totalmente incapsulati. 

Questi moduli sono disponibili con un anello di controllo 
analogico o digitale. I moduli analogici hanno il vantaggio 
dell’estrema facilita d’uso mentre i moduli digitali, come 
ZL9117 di Intersil, forniscono vantaggi aggiuntivi quali la 
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Fig. 1 - Incremento di efficienza di ISL8225M dovuto all'innovativo pro¬ 
getto dell'induttore 


telemetria, l’autocompensazione e la programmabilità in- 
situ. Questo articolo si focalizza sul modulo analogico e ad 
alta potenza ISL8225 a 30 A di Intersil. 

La gestione termica è una delle sfide più difficili nella 
progettazione di moduli ad alta potenza (maggiori di 10W). 
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ISL8225M LGA Module 



Load current :26A 


Fig. 2 - In presenza di una corrente di carico di 26A, ISL8225M può operare a una temperatura ambiente più elevata rispetto a un modulo tradizionale 


L’ingombro e soprattutto la potenza nominale, special- 
mente ad alta temperatura ambiente, sono dettate dalla 
progettazione elettrica e meccanica del modulo. Questa 
sfida progettistica riguarda la creazione del controllore, 
dell'induttore e di interruttori FET che contribuiscono 
all’alta efficienza e bassa perdita di potenza e all’uso di 
package, efficienti da un punto di vista termico, che pos¬ 
sono smaltire il calore. La progettazione della parte elet¬ 
trica e meccanica è molto interdipendente in dispositivi 
altamente integrati come i moduli di potenza. 

Induttore: un elemento critico 

La progettazione dell’induttore è una delle parti chiave 
della progettazione elettromeccanica. Molte applicazioni 
hanno uno spazio limitato con alta temperatura ambiente 
e necessitano di un induttore molto piccolo e a perdita 
bassa. 

Quando vi sono limitazioni di spazio e il progettista è 
costretto a usare un induttore più piccolo di quello detta¬ 
to dalle specifiche di progetto, la corrente di uscita sarà 
più limitata, si verificheranno degli affollamenti di calore/ 
punti caldi e/o l’efficienza sarà inferiore. 

ISL8225M può risolvere queste problematiche utilizzando 
una struttura dell’induttore impilabile tridimensionale. 
In questo tipo di struttura si può usare un induttore di 
dimensioni pari a quelle dell’intero ingombro del modulo 
che viene installato sopra gli altri componenti. Questa tec¬ 
nica raddoppia l’area disponibile in cui piazzare gli altri 
componenti sul substrato; di contro, un metodo di mon¬ 
taggio uno a fianco dell’altro va a scapito di una crescita 
in altezza del pacchetto. 

Una grande induttanza può ulteriormente essere usata per 
ridurre la fluttuazione di corrente, e pertanto può ridurre 


le perdite del nucleo induttivo. Inoltre, usando un’indut¬ 
tanza più grande, anche le perdite del MOSFET di commu¬ 
tazione posso essere ridotte diminuendo la frequenza di 
commutazione. La struttura tridimensionale può ridurre 
la perdita di potenza complessiva dell’alimentatore e rag¬ 
giungere una soluzione di alta efficienza, alta densità di 
potenza e una migliore prestazione termica. L1SL8225M è 
un dispositivo flessibile che può essere usato in modalità 
di uscita duale (dual output mode) o come singola uscita 
ad alta corrente (high-current single output). Nel dual- 
output mode, L1SL8255 fornisce uscite indipendenti che 
possono alimentare 2 voltaggi separati senza interferenza. 
L’induttore a 2 fasi del ISL8255M è un progetto brevettato 
che utilizza avvolgimenti non accoppiati su un singolo 
nucleo. Nel modo di uscita singolo l’innovativo induttore a 
2 fasi può parzialmente cancellare il flusso magnetico dei 
due avvolgimenti e pertanto ridurre la perdita induttiva 
del nucleo e migliorarne l’efficienza. La figura 1 mostra 
il vantaggio in termini di efficienza di questa struttura, 
nei confronti di una ad avvolgimenti con nuclei separati 
con lo stesso DCR. Il progetto dell’induttore dell’ISL8225 
riduce sia l'ingombro sia la perdita di potenza rispetto a 
un design più tradizionale. Molti modelli di potenza oggi 
sul mercato utilizzano materiali come laminati isolanti per 
montare i componenti del modulo. Mentre questi laminati 
isolanti/fattori di forma LGA forniscono una facilità di 
creazione delle tracce dei singoli componenti all’interno 
del modulo, la loro abilità di dissipare il calore è limitata 
dalla elevata resistività termica del laminato e dalla limi¬ 
tata area conduttiva delle tracce di rame che vanno dai 
componenti ai piedini esterni del pacchetto. 

Al contrario, i moduli ad alta potenza più popolari, come 
quelli offerti da Intersil, utilizzano un leadframe tipo QFN 
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dove i dispositivi di potenza possono essere montati diret¬ 
tamente a un leadframe di rame, e offrono sia una bassa 
resistività termica sia un’ampia area conduttiva, che per¬ 
mette un’efficiente trasferimento del calore. La differenza 
in queste tecnologie d’impaccamento è ovvia quando 
si confronta l’elevata degradazione della temperatura 
ambiente dei dispositivi prodotti con i differenti metodi 
costruttivi. 

La migliorata efficienza termica intrinseca ai pacchet¬ 
ti che usano il leadframe di rame, consente a questi 
dispositivi di operare allo stesso livello di potenza di 
uscita ma a una temperatura ambiente molto più alta, 
senza degradare le prestazioni nei confronti di simili 
moduli basati sui laminati. 

La flessibilità nel trovare soluzioni dove richiesto o dove 
lo spazio è disponibile, invece di dove il flusso d’aria è 
disponibile, è consentita dalla mancanza del fabbisogno di 
radiatori di calore/flussi d’aria. Al contrario, 1 ’utilizzabilità 


di un flusso d’aria consente a questi moduli di operare 
a una temperatura d’ambiente più alta o a una massima 
potenza operativa più alta. 

Un altro beneficio del leadframe tipo QFN nei confronti del 
fattore di forma LGA e ingombro, è che tutti i terminali dei 
segnali escono dai bordi del pacchetto, al contrario delle 
strutture “nascoste” sotto il dispositivo tipico dei fattori di 
forma LGA. Ci sono due vantaggi principali dell'accesso 
ai conduttori al bordo del package: il primo è che per¬ 
mette un’ispezione visuale di tutte le giunture saldate, e 
pertanto elimina la necessità di un’ispezione ai raggi X 


delle connessioni, e il secondo è che fornisce un accesso 
delle sonde da test per un’analisi del sistema iniziale e 
debug della scheda. I moduli incapsulati sono meccani¬ 
camente molto più robusti, dal punto di vista meccanico, 
nei confronti dei moduli a telaio aperto e possono essere 
manipolati con una strumentazione di selezione e posa 
automatica (“pick & place”). Spesso questo elimina un 
passo di piazzamento manuale, necessario con moduli a 
struttura aperta con fori che vanno da una parte all’altra 
della scheda (“through hole”). 

La flessibilità di usare soluzioni di potenza simile, senza 
dover ricorrere a un significativo cambiamento progettua¬ 
le, può ridurre significativamente le tempistiche di svilup¬ 
po di un progetto di un ingegnere dei sistemi. Utilizzando 
moduli multipli a cascata si può fornire una potenza più 
elevata, ma questo comporta una complicazione significa¬ 
tiva del progetto? I controllori di ultima generazione utiliz¬ 
zati nell’ISL8225M consentono il collegamento a cascata 
fino a 6 moduli, per un totale di 180A di uscita, con 
un minimo di cambiamenti progettuali del sistema. 
La sincronizzazione dei clock fra i dispositivi è 
implementata automaticamente collegando il clock 
di uscita (CLKOUT) del dispositivo master ai pin di 
sincronizzazione dei dispositivi slave. 

Il controllore integrato si occupa della sincroniz¬ 
zazione del clock e cambia/modifica automatica- 
mente la relazione di fase fra uscite, per produrre 
un’operazione interleaving (letteralmente: interfo- 
gliamento) multi-fase completo. Con due fasi per 
modulo la mutazione dell’auto-fase può supportare 
fino a 12 fasi (6 moduli) con un offset totale di 30 
gradi e questo riduce significativamente la flut¬ 
tuazione all’uscita e i carichi di potenza istantanei 
sull’alimentazione di entrata. 

Il collegamento dei piedini che condividono la 
corrente (ISHARE) di ognuno dei moduli consente 
inoltre la condivisione automatica della corrente 
attraverso un algoritmo patentato, che consente di 
avere tutte le correnti di uscita dei moduli a casca¬ 
ta a un +/- 10% l’uno dall’altro, minimizzando così 
i picchi transitori durante transizioni di carico e massimiz¬ 
zando l’uniformità termica dell’intera scheda. Il risultato 
di questo bilancio può essere mostrato in figura 3 su una 
scheda di valutazione a 3 moduli, che pilota un carico di 
100A con i moduli che operano a 3 gradi l’uno dall’altro. 
La dissipazione uniforme del calore e il minimo numero di 
componenti esterni consente di piazzare i moduli in relati¬ 
va prossimità l’uno dall'altro. 

Tutto questo è ottenuto senza l’utilizzo di circuiteria 
aggiuntiva per il controllo della condivisione della corren¬ 
te, la sincronizzazione del clock o la mutazione della fase. 



Fig. 3 - Scheda di valutazione a tre moduli: la dissipazione uniforme del calore e 
il minimo numero di componenti esterni consente di piazzare i moduli in relativa 
prossimità l'uno dall'altro 
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Fig. 4 - In questo progetto a due moduli viene enfatizzata la flessibilità a disopzione dei progettisti di sistemi 


L1SL8255M utilizza un loop di tensione per regolare il 
voltaggio di uscita, con un loop speciale di corrente per 
bilanciare la corrente fra le fasi e raggiungere una condi¬ 
visione accurata della corrente. 

A differenza della maggior parte degli alimentatori con¬ 
trollati a tensione, il loop di corrente deH’ISL8225M forni¬ 
sce la flessibilità di combinare le uscite in modo parallelo 
in combinazioni differenti, collegando insieme i piedini 
ISHARE di ogni modulo. LÌSL8225M può essere facilmen¬ 
te programmato per realizzare un interleaving delle fasi, 
riducendo la fluttuazione di ingresso/uscita e i requisiti 
di filtraggio. 

Nella figura 4 è mostrato un progetto a due moduli per 
enfatizzare la flessibilità disponibile ai progettisti di siste¬ 
mi. Il segnale di CLK del secondo modulo può sincroniz¬ 
zarsi al segnale di CLK shiftato a 90 gradi del primo; le due 
fasi interne di ognuno dei moduli ISL8225M operano con 
uno shift di fase di 180 gradi. In questa configurazione 
l’interleaving su tutte le 4 fasi viene fatto uniformemente. 
LÌSL8225M fornisce inoltre la flessibilità di combinare le 
uscite per fornire più corrente a certe alimentazioni, per 
soddisfare un’ampia varietà di specifiche progettuali. 

Due ISL8225M possono fornire 4 alimentazioni, ognuna di 
15A, o una alimentazione di 60A. Due moduli ISL8255M 
possono essere programmati per fornire 3 alimentazioni 
una da 30A e due da 15A, o 2 entrambe da 30A, o 2 da 45A 
e 15A. L1SL8255M fa in modo di semplificare in maniera 
molto significativa la progettazione di complicati sistemi 
di alimentatori. 


La flessibilità, le prestazioni elettriche e termiche, e l’alto 
livello d’integrazione contribuiscono alla facilità d’uso, e 
consentono ai progettisti di schede che non sono esperti 
nella potenza, di progettare alimentatori ad alta resa e 
alta densità. Intersil fornisce inoltre svariati programmi 
di progettazione che supportano i progettisti di schede 
che usano i moduli di potenza della società. iSim è un 
simulatore prodotto da Intersil che può essere lanciato 
direttamente dal sito www.intersil.com o che può essere 
scaricato e usato dai computer dei clienti. 

Il programma iSim include anche un’interfaccia di pro¬ 
getto estremamente semplice, che consente ai progettisti 
di schede di generare uno schema elettrico, una lista 
dei componenti (BOM - bill of materials) e simulazioni, 
specificando solo Vin, Vout & Iout. Sono anche disponi¬ 
bili schede valutative che dimostrano una tipica singola 
uscita, uscita duale o l’operazione di 3 moduli in cascata. 
Gli schemi, la BOM e file di layout per ognuna di queste 
schede possono essere scaricati e usati come progetti di 
riferimento (reference design). 

Riassumendo, i moduli di potenza possono fornire una 
soluzione densa di componenti e facile da usare per 
rispondere al fabbisogno di conversioni di potenza ad 
alta prestazione. 

Un alto livello di integrazione e una varietà di design tool 
facili da usare incrementano in maniera drammatica il 
tasso di successo del progetto degli alimentatori al primo 
tentativo e consentono la progettazione veloce di schede 
e un ritorno più rapido degli investimenti. ■ 
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LA CRITTOGRAFIA 
(PERFETTA) RINASCE 
E SFIDA IL MERCATO 


Lucio Pellizzari 


a crittografia OTP One-Time-Pad, divenne fa¬ 
mosa nella seconda guerra mondiale e fu utilizzata 
anche negli anni della guerra fredda per poi essere 
ciclicamente abbandonata e riproposta più volte fino 
ai giorni nostri. La sua origine risale ai blocchetti di 
carta che gli agenti segreti inglesi portavano in tasca 
con una parola d’ordine scritta su ciascun foglietto in 
modo tale che al momento giusto potevano utilizzar¬ 
ne una sola e solo per un ben determinato motivo per 
poi strappare il foglietto. In altre parole, la sua pecu¬ 
liarità fondamentale è al tempo stesso il suo miglior 
pregio e il suo maggior difetto perché la caratterizza 
come una tecnica di protezione usa e getta nel senso 
che la chiave dev’essere ogni volta utilizzata e poi di¬ 
sintegrata insieme ai dati che protegge. 

In pratica, la chiave OTP viene creata sostituendo a 
ogni carattere alfanumerico presente nel messaggio 
un altro carattere casuale definito ogni volta con una 
sola trasformazione che va a comporre la chiave in¬ 
sieme a tutte le altre trasformazioni utilizzate in suc¬ 
cessione (esempio: se ABC è la parola del messaggio 
e +3+2+2 è la chiave costituita con le posizioni nelle 
quali sono spostate le lettere, allora DDE è la parola 
crittografata). In questo modo, se la chiave è assolu¬ 
tamente casuale, il messaggio crittografato diventa 
perfettamente indecifrabile per chi non conosca le 
operazioni algebriche di conversione nell’esatta se¬ 
quenza in cui avvengono. La dimostrazione dell’in¬ 
violabilità di questa tecnica è dovuta al matematico 
Claude Shannon che la pubblicò nel 1949 in uno dei 


La crittografia OTP è nota per la 
sua assoluta inviolabilità e oggi 
è stata nuovamente interpretata 
e riproposta in una versione 
più semplice da implementare e 
introdurre sul mercato 

suoi libri di teoria delle telecomunicazioni. Ad ogni 
modo, caratteristica peculiare e imprescindibile della 
tecnica è che la chiave deve per forza essere lunga 
tanto quanto il messaggio da proteggere e per cui 
dev’essere ovviamente protetta a sua volta almeno 
quanto il messaggio originale. Oggi può essere im¬ 
magazzinata in una chiavetta USB ma attualmente 
ci sono anche software ordine che consentono di 
creare chiavi OTP in tempo reale mentre si scrive il 
testo da proteggere e vederlo trasformare nel testo 
crittografato direttamente sul display Ci sono anche 
varianti che prevedono l’uso di una stessa chiave per 
più messaggi (many tinte pad) oppure l’uso di due 
chiavi per crittografare due volte uno stesso messag¬ 
gio, ma qualsiasi modifica si faccia si corre il rischio 
di sminuire la perfetta inviolabilità della tecnica mate¬ 
maticamente dimostrata da Shannon. 

Chiavi ottiche inespugnabili 

A metà maggio alcuni ricercatori del California Insti- 
tute of Technology di Pasadena capitanati da Roarke 
Horstmeyer hanno pubblicato i risultati del loro lavo¬ 
ro che è servito a reinterpretare la crittografia OTP 
per riproporla in una nuova versione nella quale la 
chiave è molto più al sicuro ma anche più sempli¬ 
ce da trasferire fra mittente e destinatario e, inoltre, 
la tecnica proposta è relativamente semplice da in- 
gegnerizzare e proporre sul mercato. Innanzi tutto, 
la sequenza dei numeri casuali che forma la chiave 
viene creata irradiando con un fascio laser di colore 
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Fig. 1 - Schema della tecnica sperimentata a Pasadena che consente di implementare la crittografìa OTP in modo assoluta- 
mente inviolabile e relativamente semplice, ottimo per l'ingegnerizzazione sul mercato 


verde uno spessore di vetro e fotografando lo scat¬ 
tering che fuoriesce dall'altra parte con un sensore 
CMOS che ne ricava una matrice sparsa di pixel con 
diverso contenuto di intensità luminosa dovuto alla 
diversa composizione dello spessore vetroso che la 
luce ha attraversato (funzione dalla distribuzione vo¬ 
lumetrica della densità del vetro). 

L’immagine ottenuta, quindi, costituisce un array di 
pixel che possono essere letti sequenzialmente in 
righe successive, campionati per esempio con otto 
bit per ogni pixel, convertiti in numeri binari e infine 
scritti in un’unica stringa di 1 e 0 assolutamente ca¬ 
suale anche se fortemente correlata alla struttura del 
vetro utilizzato. Questa stringa è detta Physical Un- 
clonable Function (PUF) e può essere lunga anche 
una decina di Gigabit ossia abbastanza per essere 
un’ottima chiave OTP anche per i messaggi molto 
lunghi. A questo punto, combinando bit per bit con 
uno XOR algebrico il messaggio alla chiave PUF si 


ottiene un messaggio crittografato che può essere 
decifrato solo da chi ha lo stesso spessore di vetro 
con cui è stato criptato. Ovviamente, stando così le 
cose, insieme al messaggio crittografato si dovrebbe 
portare al destinatario non la chiave ma il vetro con 
cui si può ricostruire la chiave e quindi decifrare il 
messaggio crittografato per riottenere quello origi¬ 
nale. 

È a questo punto che i ricercatori californiani han¬ 
no escogitato un modo per rendere più semplice e 
più sicura la ricostruzione della chiave da parte del 
destinatario. In pratica, il mittente utilizza due spes¬ 
sori di vetro, A e B, e li irradia con il laser verde otte¬ 
nendo due matrici sparse MA e MB da cui ricava le 
due chiavi KA e KB. Quindi, esegue algebricamente 

10 XOR fra le due chiavi ottenendo KA-KB. A que¬ 
sto punto può far arrivare al destinatario il vetro B 

11 quale potrà tenerlo con sé per tutte le successive 
decodifiche e gli invierà anche la chiave composita 
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Fig. 2 - La tecnica ottica permette di generare più chiavi inutilizzabili dagli hacker per poter spedire altrettanti messaggi 
decifrabili solamente dal destinatario 


KA-KB proteggendola con le usuali tecniche anche 
attraverso i canali Web tradizionali. In questo modo, 
ogni volta che ci sarà bisogno di spedire un messag¬ 
gio sensibile il mittente lo cripterà usando il solo vetro 
A e la prima chiave KA e poi potrà inviarlo al destina¬ 
tario che lo decifrerà usando il vetro B, la chiave KB 
e la chiave multipla KA-KB. In pratica (tenendo conto 
che ■ è uno XOR) il mittente esegue m-KA c (testo 
criptato) mentre il destinatario esegue c-KB-KA-KB 
ossia m-KA-KB-KB-KA -» m (messaggio originale). 
Questa impostazione consente di utilizzare la tecnica 
più volte garantendo che solamente il destinatario in 
possesso del vetro B e della chiave composita KA-KB 
possa essere in grado di decifrare il messaggio. Infat¬ 
ti, anche se un eventuale hacker carpisse la chiave 
non sarebbe in grado di ricostruire i messaggi sen¬ 
za il vetro B e nemmeno di riconoscere la KA dalla 


KB senza avere il vetro A. Tanto il messaggio quan¬ 
to la chiave, quindi, sono assolutamente inviolabili 
e, inoltre, la tecnica nel suo insieme è relativamente 
semplice da implementare. L’unico difetto riscontrato 
dai ricercatori americani è il leggero rumore di fondo 
derivante dallo scattering delle immagini attraverso 
il vetro che fa sì che in ricostruzione le matrici appa¬ 
iano leggermente annebbiate ma comunque perfet¬ 
tamente riconoscibili e perciò con una probabilità di 
introdurre errori davvero trascurabile e tale per cui 
vi si può agevolmente rimediare con un opportuno 
filtraggio. ■ 

Ftiferimento: 

Roarke Horstmeyer, Benjamin Judkewitz, Ivo Velleko- 
op, Changhuei Yang- "Physical key-protected one-ti- 
mepad’’-17.05.2013-hdp:// airm.org/abs/ 1305.3886 
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STRUMENTAZIONE 
SOFTWARE PER 
TEST E MISURE 


Gli strumenti basati sul software sono 
stati spesso preferiti ai tradizionali 
strumenti stand-alone per la versatilità e la 
semplicità d’uso ma oggi lo sono anche per 
l’accuratezza delle prestazioni in tempo reale 


Lucio Pellizzari 


0 , 


ggi 1 costruttori di apparecchiature 
elettroniche non pensano più solamente a 
ottenere delle prestazioni record, ma fanno 
molta attenzione anche alla stabilità dei pro¬ 
dotti, alla sicurezza delle caratteristiche in 
ogni condizione applicativa e all’ottimizzazio¬ 
ne della loro verifica funzionale al momento 
del collaudo. Invero, sono ormai rare le ap¬ 
plicazioni “non-mission-critical” perché qua¬ 
si tutti i sistemi elettronici sono legati a cicli 
di sviluppo e produzione fin troppo costosi e perciò 
competitivi solamente se realizzati sui grandi volumi 
e senza rischi. 

Ne consegue che i progettisti, gli sviluppatori e i col¬ 
laudatori di prodotti elettronici cercano per quanto 
possibile di preferire strumenti e apparecchiature di 
sviluppo e di test in grado di dare loro una sensa¬ 
zione di sicurezza e affidabilità tale da rendere ogni 
aspetto del loro lavoro esente da rischi e più produt¬ 
tivo. Questa è, in effetti, la principale motivazione del 
crescente successo degli strumenti basati sul sof¬ 
tware in tutte le fasi del ciclo di sviluppo dalla proget¬ 
tazione al collaudo finale, dalle verifiche a campione 
in linea di produzione alle sessioni di manutenzione 
periodica programmata durante l’intero ciclo vitale 
dei prodotti. 



Fig. 1 - La suite software Agilent Signal Studio consente di analizzare 
i segnali a radiofrequenza con una precisione e un'affidabilità che 
rendono più deterministico il ciclo produttivo 


Quando il software è più efficace 

Di seguito tre tool basati sul software che offrono ca¬ 
ratteristiche superiori agli analoghi strumenti stand- 
alone, sia per la maggior flessibilità di impiego, sia 
per le migliori prestazioni in termini di precisione, 
senza dimenticare i costi più competitivi. 

Agilent Technologies ha da poco perfezionato la sua 
suite software Signal Studio che permette di creare 
un’ampia varietà di segnali per ogni tipo di test ben 
al di là della radiofrequenza. Signal Studio Software 
può essere impiegato con tutti gli strumenti Agilent e 
consente di disegnare virtualmente qualsiasi segna¬ 
le di test per la verifica dei sistemi ad alta frequenza 
di qualunque complessità e soprattutto riguardanti 
le moderne reti cellulari nelle quali oggi possono 
crearsi irregolarità quasi invisibili nello spazio dei 
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segnali. Test davvero efficaci per queste condizio¬ 
ni sono ben difficili da effettuare con i tradizionali 
strumenti mentre tramite software possono essere 
svolti virtualmente privi di distorsioni e alterazioni 
dovute a interferenze anomale. Disporre del segnale 
di test più appropriato può risolvere parecchi guai 
in linea di produzione perché consente di osserva¬ 
re in tempo reale l’evolvere degli errori progettuali 
e dei difetti a livello di sistema e una tale precisio¬ 
ne può essere ancora più efficace proprio grazie 
a un’accurata definizione software dei segnali di 
test. La suite è già disponibile per i segnali standard 
LTE FDD/TDD, W-Cdma/Hspa+, WiMAX, GSM, Edge, 
cdma2000 e GNSS (Galileo), mentre il tool software 
SystemVue consente di simulare virtualmente tutti i 
segnali tipicamente u tili zzati nei circuiti per i sistemi 
di comunicazione satellitari. 

Forte della solida affermazione su mercato di 
LabVIEW, National Instruments ha continuamente 
studiato e sviluppato altre nuove tipologie di stru¬ 
menti basati sul software fra cui il Vector Signal 
Transceiver (VST) composto da un analizzatore vet¬ 
toriale di segnali, un generatore vettoriale di segnali 
e un Fpga programmabile dall’utente uniti insieme 
nel formato industriale PXIe. Basato sull’architettu¬ 
ra NI LabVIEW RIO, il nuovo PXIe-5645R consente il 
controllo e l’elaborazione in tempo reale dei segnali 
e tramite l’Fpga Virtex-6 LX195T può essere configu¬ 
rato per adattarsi a un’ampia varietà di applicazioni 
nelle bande della radiofrequenza e delle microon¬ 
de. Questo ricetrasmettitore ha molteplici ingressi e 
uscite sia differenziali che single-ended e consente, 
per esempio, di elaborare e visualizzare in tempo 
reale simultaneamente sul display un segnale in 
banda base e lo stesso segnale modulato sopra una 
portante a radiofrequenza così da poter verificare il 
corretto funzionamento dello stadio di modulazione. 
Si tratta, dunque, di un prodotto capace di offrire in 
dimensioni compatte le funzionalità di test altrimenti 
disponibili solo acquistando almeno tre strumenti 




Fig. 3 - L'oscilloscopio basato su computer PicoScope 3200 di Pico Technology 
può interfacciarsi tramite Usb 3.0 e catturare 1 GS/s in tempo reale e 10 GS/s 


Fig. 2-11 ricetrasmettitore vettoriale software National 
Instruments PXIe-5645R consente il controllo e l'elabora¬ 
zione in tempo reale dei segnali ad alta frequenza 


stand-alone con in più il valore aggiunto della mag¬ 
gior semplicità di utilizzo. La banda istantanea è di 
80 MHz mentre l’intervallo delle frequenze analizza¬ 
bili va da 65 MHz a 6 GHz, con un range dinamico 
SFDR di -55dBc. 

Pico Technology ha realizzato una nuova più poten¬ 
te versione dell’oscilloscopio basato su computer 
PicoScope 3200 che ora può analizzare 16 canali 
digitali e 2 analogici e, inoltre, offre un’ampia varietà 
di possibilità di interconnessione fra cui l’interfaccia 
Usb 3.0. Il principale vantaggio degli oscilloscopi 
PicoScope 3200 è di potersi utilizzare su qualsia¬ 
si computer con sistema operativo Windows a un 
costo molto competitivo che, pur consentendo di 
sfruttare le capacità di elaborazione grafica e di vi¬ 
sualizzazione tipiche dei PC, offre anche prestazio¬ 
ni di tutto rispetto in termini di ampiezza di banda 
analizzabile (fino a 250 MHz per i segnali analogici), 
velocità di campionamento utilizzabile (pari a 1 Giga 
campioni al secondo in tempo rea¬ 
le e 10 GS/s in modalità ripetitiva) e 
ampiezza della memoria buffer (può 
registrare fino a 512 milioni di cam¬ 
pioni). A bordo incorpora anche un 
completo analizzatore di spettro con 
banda di 250 MHz e grazie alla Usb 
non necessita di alimentazione ester¬ 
na. Non solo ma può essere collega¬ 
to praticamente dappertutto tramite 
l’interfaccia multipla con decodifica 
seriale CAN, I2C, SPI, RS232, Uart, 
FlexRay e UN. ■ 
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Progettazione di sistemi 
embedded a basso consumo: 
dal silicio al software 


Keith Odland 
Director of marketing 
Microcontroller products 
Silicon Laboratories 

I parte - Il ruolo del silicio 


La progettazione di sistemi a basso consumo 
è un processo olistico che prende in 
considerazione silicio, software e relativi 
tool di sviluppo. Una corretta gestione delle 
relazioni fra questi tre elementi permette ai 
progettisti di sviluppare sistemi embedded 
caratterizzati da migliori prestazioni e da una 
maggiore efficienza energetica 


N ella progettazione di sistemi a basso consumo è neces¬ 
sario prestare attenzione a elementi che differiscono 
da quelli che sono tradizionalmente presi in considerazione 
e spaziano dalla tecnologia di processo al software che gira 
sulla piattaforma embedded basata sul microcontrollore. 
Un esame più approfondito a livello di sistema permette di 
evidenziare tre parametri principali che determinano l’effi¬ 
cienza energetica di un microcontrollore (MCU): consumo di 
potenza in modalità attiva e in standby e duty cycle (fattore 
di utilizzo), che determina il rapporto del tempo spesso in 
ciascuno stato ed è esso stesso determinato dal comporta¬ 
mento del software. Uno stato di stand-by a basso consumo 
può far apparire una MCU molto efficiente in termini energe¬ 
tici, ma le sue reali prestazioni possono essere valutate sola¬ 
mente dopo aver preso in considerazione tutti gli aspetti che 
contribuiscono al consumo di potenza in modalità attiva. Per 
questa e altre ragioni è necessario ricercare compromessi 
tra tecnologia di processo, architettura dei circuiti integrati 
e implementazione del software che a volte possono fornire 
risultati di difficile interpretazione o addirittura imprevisti. 
La modalità secondo la quale sono combinati i blocchi fun¬ 
zionali su una MCU ha un notevole impatto sull’efficienza 
energetica complessiva. Variazioni apparentemente piccole 
e impercettibili dell’implementazione hardware possono dar 
luogo a variazioni di notevole entità del consumo di energia 
complessivo nel corso della vita operativa di un sistema. 



Fig. 1 - L'ottimizzazione dei consumi a livello di chip deve tener conto 
della struttura della logica CMOS e del consumo di energia durante la 
commutazione 


Applicazioni a basso consumo 

I sistemi di misurazione e di allarme, per esempio, sono 
spesso alimentati per un decennio dalla medesima batteria. 
Un piccolo incremento del consumo della corrente necessa¬ 
ria per la lettura da parte di un sensore (si tenga presente 
che nel corso della sua vita un prodotto esegue centinaia di 
milioni di letture) può causare una drastica riduzione della 
vita operativa di un prodotto installato sul campo. Un rive¬ 
latore di fumo che rileva la presenza di particelle di fumo 
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180 nm/90 nm Sleep Mode Duty Cycle vs. Power Consumption 



Fig. 2 -1 compromessi tra tecnologia di processo e duty cycle influenzano l'ottimizzazione dei consumi 


nell’aria una volta al secondo effettuerà 315 milioni di lettu¬ 
re nel corso della sua vita utile. 

Il duty cycle di un semplice rivelatore di fumo è relativa¬ 
mente basso. Ciascuna lettura del sensore può essere com¬ 
pletata nel giro di poche centinaia di microsecondi e buona 
parte di questo tempo viene speso per la calibrazione e 
l’assestamento in quanto la MCU “sveglia” i convertitori A/D 
(ADC) e altri elementi analogici sensibili per consentire loro 
di raggiungere un punto di funzionamento stabile. In questo 
caso, il duty cycle porterà allo sviluppo di un progetto per 
il quale il tempo di inattività sarà pari al 99,98% del tempo 
totale. 

Il rivelatore di fumo è un dispositivo relativamente sempli¬ 
ce. Si prenda ora in esame un progetto RF più complesso in 
cui i risultati sono comunicati attraverso una rete di sensori 
a un’applicazione host. 

Il sensore deve “ascoltare” l’attività di un nodo master il 
modo da poter segnalare che esso è ancora presente all’in¬ 
terno della rete oppure fornire le informazioni acquisite di 
recente a un router. Questo aumento di attività potrebbe 
non influenzare il duty cycle complessivo. Utilizzando un 
dispositivo con prestazioni più elevate, sarebbe possibile 


eseguire più funzioni durante ogni periodo di attivazione. 
Grazie all’incremento della velocità di elaborazione (resa 
possibile dall’evoluzione dell’architettura e dai progressi 
nel campo delle tecnologie di processo), un dispositivo più 
veloce può garantire una maggiore efficienza energetica 
rispetto a un dispositivo più lento che deve essere fatto fun¬ 
zionare per più cicli. L’elemento chiave è l’esatta compren¬ 
sione dell’interazione esistente tra tecnologia di processo, 
architettura della CPU e l’implementazione software. 

Profilo di energia del processo CMOS 

La quasi totalità delle MCU è realizzata sfruttando la tecno¬ 
logia CMOS. Il consumo di potenza di ogni circuito logico 
attivo è dato dalla formula CV 2 f dove C è la capacità totale 
dei percorsi dei circuiti di commutazione all’interno dei 
dispositivi, V è la tensione di alimentazione ed f la frequenza 
di funzionamento. (Fig. 1). Tensione e capacità sono fattori 
strettamente correlati alla tecnologia di processo. Negli 
ultimi 30 anni la tensione di funzionamento on-chip della 
logica CMOS è drasticamente diminuita, passando da 12 V a 
valori inferiori a 2 V grazie alla progressiva riduzione delle 
dimensioni dei transistor. Poiché nell’equazione dei consu- 
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mi la tensione è una funzione quadratica, l'uso di tensioni di 
valore inferiore ha un impatto significativo. 

Sebbene la capacità sia una funzione lineare, gli elementi 
che concorrono a una sua diminuzione possono beneficiare 
dello scaling (ovvero della riduzione delle dimensioni) previ¬ 
sto dalla legge di Moore. Un processo più recente garantirà, 
per una data funzione logica, una capacità inferiore rispetto 
alla medesima funzione realizzata con un processo più data¬ 
to, il che comporta una riduzione dei consumi. L’evoluzione 
delle tecniche di progettazione, inoltre, assicura una ridu¬ 
zione della frequenza di commutazione complessiva grazie 
alla possibilità di far funzionare solamente i circuiti neces¬ 
sari allo svolgimento di una data operazione, tecnica questa 
conosciuta sotto il nome di clock gating (in 
altre parole si attiva il segnale di clock solo 
per quei blocchi logici che hanno effettiva¬ 
mente del lavoro da compiere). 

La tecnologia CMOS, rispetto ad altre tec¬ 
nologie, riduce in modo drastico lo spreco 
di energia anche se resta il problema della 
corrente di dispersione (leakage current). 

A differenza di quel che accade per il 
consumo di potenza in modalità attiva, la 
dispersione aumenta al crescere dello sca¬ 
ling e deve essere quindi tenuta in conside¬ 
razione in ogni applicazione a basso con¬ 
sumo a causa del lungo tempo di inattività 
di un sistema caratterizzato da un duty cycle ridotto. Come 
accade nel consumo di potenza in modalità attiva, il progetto 
del circuito ha un notevole impatto sulle perdite di un’appli¬ 
cazione reale. Analoga al “clock gating”, la tecnica di “power 
gating” può contribuire a mitigare gli effetti della dispersione 
e far sì che i nodi di processo più avanzati rappresentino la 
scelta migliore per sistemi caratterizzati da duty cycle ridotti 
anche se un processo tecnologico più datato garantisca, in 
teoria, valori inferiori di corrente di dispersione. 

Scelta della tecnologia di processo 

La domanda da porsi è se esiste una tecnologia di proces¬ 
so adatta per ogni insieme di caratteristiche. La risposta è 
non fare semplicemente affidamento su una tecnologia di 
processo caratterizzata dal più basso valore di corrente 
di dispersione solamente perché il dispositivo trascorrerà 
molto tempo in modalità “sleep”. Durante questa modalità 
è possibile togliere l’alimentazione a una buona parte della 
CPU, escludendo quindi la componente di dispersione. La 
dispersione rappresenta il problema di maggiore entità 
quando i circuiti sono attivi ma esso può essere facilmente 
controbilanciato dai vantaggi derivati dalla disponibilità di 
transistor avanzati che commutano in maniera molto più 
efficiente. Per esempio, la corrente di dispersione di un pro¬ 


cesso da 90 nm rispetto a quella di un processo dedicato da 
180 nm a basso consumo è circa cinque volte più elevata. 
Il consumo di potenza in modalità attiva è inferiore di un 
fattore pari a quattro, ma questa asserzione è basata su dati 
che devono essere interpretati con attenzione. Si consideri 
ad esempio una MCU da 180 nm caratterizzata da un con¬ 
sumo di corrente in modalità attiva di 40 mA e un consumo 
in modalità “deep sleep” di 60 nA e si confrontino queste 
cifre con quelle di un’implementazione a 90 nm, in grado di 
contenere l’assorbimento in modalità attiva fino a 10 mA ma 
che in modalità “deep sleep” richiede 300 nA. 

Nell’esempio appena preso in considerazione, la MCU deve 
essere attiva per lo 0,0008% del tempo nel caso dell’imple- 
mentazione a 90 nm per garantire una 
maggiore efficienza energetica com¬ 
plessiva. In altre parole, se il sistema è 
attivo per 1 s al giorno, la versione a 90 
nm è più efficiente in termini energetici 
di quella a 180 nm di un fattore pari a 
1,5 volte. Per tale ragione è importante 
analizzare il duty cycle dell'applica¬ 
zione nel momento in cui si sceglie la 
geometria di processo (Fig. 2). 

Una volta scelta la tecnologia di pro¬ 
cesso più idonea, il progettista può otti¬ 
mizzare ulteriormente le prestazioni in 
termini energetici. Quando fu introdotto 
la prima volta, il concetto di “clock gating” è stato applicato 
in maniera abbastanza grossolana. L’adozione della tecnica 
di “clock gating” contribuisce ad aumentare la complessità 
del progetto in quanto il progettista deve conoscere quali 
sono i percorsi logici che richiederanno un segnale di clock 
in un dato momento. 

Distribuzione del clock 

Parecchie implementazioni di MCU fanno ricorso a una strut¬ 
tura gerarchica per distribuire i segnali di clock e i livelli di 
tensione richiesti a ciascuna sezione del circuito integrato. 
Le unità funzionali, sono organizzate in gruppi. Ciascuno di 
questi gruppi sarà alimentato da una rete di distribuzione 
del clock (clock tree) e di potenza separati. Il segnale di 
clock per ciascun gruppo è ricavato da una sorgente di 
clock comune mediante un divisore di frequenza o un mol¬ 
tiplicatore. In modo del tutto analogo, la tensione fornita a 
ciascun gruppo di periferiche sarà controllata da un insieme 
di transistor di potenza e regolatori di tensione nel caso i 
gruppi richiedano differenti livelli di tensione (un approccio 
questo che sta diventando sempre più comune). 

Al fine di minimizzare la complessità progettuale, le MCU 
hanno utilizzato uno schema di “clock gating” relativamente 
semplice il quale prevede che le reti di distribuzione del 
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care compromessi 
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clock siano disabilitate finché nessuna unità funzionale 
all’interno del gruppo è attiva: tuttavia questo approccio 
consente a un circuito logico che non sta eseguendo lavoro 
utile di ricevere un segnale di clock all’interno di gruppi 
che sono attivi. Per esempio l’addizionatore presente in un 
core di CPU potrebbe ricevere un segnale di clock anche 
se l’istruzione attuale è un salto (branch). La commutazione 
innescata dal segnale di clock all’interno dell’addizionatore 
incrementa il consumo di potenza di un fattore pari a CV 2 f, 
come descritto in precedenza. I miglioramenti apportati alle 
tecniche e ai tool di progetto hanno permesso di aumentare 
la granularità del clock gating a un punto tale che nessuna 
periferica o unità funzionale riceve un segnale di clock se 
non ha lavoro da svolgere durante un determinato ciclo. 
Lo scaling (ovvero la riduzione) della tensione garantisce 
un ulteriore risparmio di energia in quanto consente di 
fornire, quando richiesto, una tensione di valore inferiore a 
un particolare gruppo di unità funzionali. Per fornire la ten¬ 
sione richiesta a un gruppo di unità funzionali o periferiche 
è necessario disporre di convertitori dc-dc o regolatori di 
tensione on chip e utilizzare circuiti di monitoraggio al fine 
di assicurare il funzionamento dell’integrato alla tensione 
desiderata. 


Alimentazione: 
alcune considerazioni 

I regolatori di tensione presenti sul chip assicurano una 
maggiore flessibilità ai progettisti di sistema, in quanto per¬ 
mettono loro di ricavare una carica maggiore dalla batteria. 
Per esempio un convertitore buck a commutazione on-chip 
(come quello integrato nelle MCU della linea SÌM3L1 di Silicon 
Labs) può essere usato per convertire la tensione di 3,6V di 
una batteria industriale a un valore di 1,2V con un’efficienza 
superiore aU’80%. 

Parecchie MCU non dispongono di tale prerogativa e fanno 
ricorso a componenti lineari per diminuire il valore della 
tensione al livello desiderato con conseguente perdita di 
efficienza. 

Nelle implementazioni più avanzate il regolatore buck può 
essere escluso quando la batteria si è scaricata a un livello 
tale da rendere inutile la conversione. 

Di conseguenza l’alimentatore può essere ottimizzato in ter¬ 
mini di efficienza energetica lungo l’intero arco della vita del 
dispositivo sotto il controllo del software. ■ 

La IIparte dell’articolo sarà pubblicata sul numero 431 -otto¬ 
bre di Elettronica Oggi 
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FPGA ‘mattoni’ 
delle nuove super-reti 

Giorgio Fusori L’espansione esponenziale del traffico sul 

Web e la crescente ricchezza in contenuti 
video richiedono apparati e infrastrutture di 
trasporto di nuova generazione. Qui, ma non 
solo, le logiche programmabili diventano 
sempre più tecnologie abilitanti 


S i stanno sviluppando sempre più i settori applicativi dei 
sistemi di computing dove elevata capacità computazio¬ 
nale, larghezza di banda e flessibilità di progetto diventano 
requisiti indispensabili e comuni per riuscire a soddisfare 
esigenze degli utenti anche in ambiti specifici, o comunque 
molto diversi fra loro. Aree in cui i dispositivi program¬ 
mabili e gli FPGA (field programmable gate array) stanno 
acquisendo rilevanza. Si pensi ad esempio alla crescente 
potenza, capacità di gestire foto e video, e all’aumento delle 
funzionalità degli smartphone, dei tablet e di altri dispositivi 
mobile, che a loro volta hanno stimolato un forte aumento 
dei requisiti di banda per tutte le attività svolte in mobilità e 
sulle reti senza fili. Secondo alcune conclusioni della ricerca 
Visual Networking Index (VNI) della società Cisco, entro il 
2017 il traffico proveniente dai dispositivi wireless e mobile 
supererà quello dei dispositivi wired; due terzi di tutto il traf¬ 
fico mobile sarà prodotto da contenuti video. Inoltre, sempre 
per il 2017, globalmente, rispetto al 60% del 2012, il traffico 
IP video arriverà al 73% di tutto il traffico IP, di provenienza 
sia business sia consumer. Le esigenze in fatto di potenza e 
larghezza di banda diventano sempre maggiori anche nelle 
reti fisse e nei sistemi di telecomunicazioni, dove i volumi di 
dati si dilatano, e si diffondono applicazioni evolute come la 
comunicazione unificata. Nelle infrastrutture dei data cen¬ 
ter, il paradigma cloud viene accolto con sempre maggior 
considerazione, nelle piccole come nelle grandi aziende, 
come un modello di computing adatto a gestire in modo 
moderno ed efficiente molte applicazioni a intenso scambio 
di dati e informazioni. L’incremento dei requisiti di capacità 
elaborativa, banda e flessibilità di configurazione dei sistemi 
diventa una tendenza e un’esigenza trasversale, di fronte 
alla quale, però, in svariati casi, le soluzioni hardware e sof¬ 
tware di tipo convenzionale stanno chiaramente mettendo in 



Fig. 1 - La strategia 'All Programmable' di Xilinx 


luce i propri limiti. Oggi, la necessità è di avere sistemi non 
solo potenti, ma anche capaci di rispettare vincoli sempre 
più stringenti in termini di costo e consumi energetici. 

Nuovi requisiti 

In questo scenario evolutivo, le logiche programmabili, e 
in particolare gli FPGA di ultima generazione, assumono 
un ruolo di tecnologie abilitanti per le moderne e potenti 
infrastrutture di telecomunicazioni e networking, proiettate 
verso i 400 Gbps (gigabit al secondo); ma anche per una 
quantità crescente di apparati e prodotti. Gli FPGA rappre¬ 
sentano una soluzione sempre più presa in considerazione 
da ingegneri e progettisti hardware e software, giornalmen¬ 
te sottoposti a varie pressioni di business e time-to-market: 
il loro obiettivo è sviluppare con celerità, e tenendo i costi 
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Azione su più fronti per i sistemi configurabili 


Riuscire a rispondere ai requisiti di funzionalità, banda, prestazioni, convenienza di 
costi e consumi energetici delle applicazioni di ultima generazione, in ambiti come 
lo Storage, le comunicazioni, l'automazione industriale, il mondo della Difesa, i si¬ 
stemi automotive o i dispositivi portatili di utilizzo consumer, impone la capacità di 
padroneggiare l'uso di strumenti e conoscenze in svariati campi e discipline delle 
logiche programmabili e riconfigurabili. In particolare, nel caso di Altera, la strategia 
tecnologica del vendor si concentra su un approccio 'tailored', orientato principal¬ 
mente su tre fronti. Il primo è l'accesso a evolute tecnologie di fabbricazione dei 
semiconduttori, come quella Tri-Gate, in grado di ridurre la corrente di dispersione 
(leakage current) nei transistor e migliorare le performance. La recente adozione da 
parte di Altera del processo di produzione Tri-Gate a 14 nanometri di Intel va in que¬ 
sta direzione, oltre che in quella di ridurre ulteriormente le geometrie e accrescere 
la miniaturizzazione dei circuiti. Il processo Tri-Gate a 14-nm si pone come la base 
per fornire le più alte prestazioni del core ai più bassi consumi, tuttavia per fornire 
soluzioni tagliate su misura anche per altri settori applicativi che non hanno le stesse 
necessità in termini di performance, a questa tecnologia costruttiva di Intel, Altera 
ne affianca altre, come i SoC a 20 nm e la tecnologia EmbFlash a 55 nm, entrambe 
fornite dalla fonderia TSMC. Il secondo pilastro della strategia si fonda sull'investi¬ 
mento in nuovi sistemi seriali d'interconnessione, architetture logiche, e IP. Il terzo, 
infine, fa leva, a partire dagli FPGA a 28 nanometri, sul processo d'integrazione con 
i processori e sistemi ARM (ARM-based HPS - hard processor System). Questi ultimi 
sono costituiti da processore, periferiche e interfacce di memoria. Si arriva così alla 
creazione di 'SoC FPGA' in grado di fondere la flessibilità della logica programmabile 
e l'architettura fabric degli FPGA con le prestazioni e i risparmi di consumi resi pos¬ 
sibili dall'uso di 'hard IP'. Tutto ciò risponde all'obiettivo del vendor di estendere le 
opzioni e le possibilità progettuali per gli architetti di sistema che, di volta in volta, 
nelle attività di design devono raggiungere il miglior compromesso fra prestazioni, 
costi, riduzione dei consumi e abbassamento dei rischi legati alla catena di fornitura 
dei vari componenti 


sotto controllo, buoni sistemi, in grado 
di rispondere in maniera soddisfacente 
alle richieste del mercato nei vari ambi¬ 
ti applicativi. In questi ultimi, sempre 
più spesso, i dispositivi come gli ASIC 
(application specific integrated Circuit), 
gli ASSP (application specific standard 
product), o i classici processori, rivelano 
limitazioni intrinseche. Ad esempio, le 
aziende che oggi scelgono di progettare 
un nuovo dispositivo ASIC per creare 
una determinata applicazione sono con¬ 
sapevoli di andare incontro a investimenti 
molto elevati e a costi NRE (non-recurring 
engineering) di ricerca, sviluppo, proget¬ 
tazione e test (costi delle maschere, costi 
delle licenze per TIP, costi dei servizi di 
design e così via) giustificabili solo quan¬ 
do i volumi di unità in gioco sono molto 
elevati. È anche vero che considerare 
come alternativa l’uso degli FPGA com¬ 
porta allo stesso modo forti criticità legate 
all’esigenza di attivare complessi proces¬ 
si e metodologie di simulazione e verifica 
dei chip - soprattutto quando si pensa di 
utilizzare i device delle ultime generazioni 
(a 28, 20 o 14 nanometri) -, ma la caratte¬ 
ristica fondamentale di riprogrammabilità 
e flessibilità degli FPGA può fare davvero 
la differenza. 

Nel caso di un vendor come Xilinx, la stra¬ 
tegia di fornire agli utenti una piattafor¬ 
ma ‘all programmable’ si concretizza ad 



Fig. 2 -1 SoC FPGA di Altera 


esempio nella piattaforma Zynq-7000, che include un insie¬ 
me completo di soluzioni software, strumenti, blocchi di IP, 
schede e tool HLS (high-level synthesis) indirizzati a innal¬ 
zare la produttività nel corso del ciclo di design, e a permet¬ 
tere ai team di progettazione di creare hardware a partire 
da schemi descrittivi in linguaggio C, C++, o SystemC. La 
famiglia di SoC (system-on-chip) programmabili Zynq-7000 
si adatta all’utilizzo in un’ampia gamma di problemi di pro¬ 
gettazione a livello di sistema, in diversi settori di mercato e, 
sottolinea la stessa società, permette di ottenere una estesa 
differenziazione, integrazione e flessibilità delle applicazio¬ 
ni, grazie alla programmabilità dell’hardware, del software 
e degli I/O. Proprio lo scorso giugno, Xilinx, alla Bits & Chips 
Hardware Conference 2013 di Eindhoven, Paesi Bassi, ha 
dimostrato applicazioni ‘smarter Vision’ basate su Zynq- 
7000 e il suo ecosistema di prodotti e servizi di supporto. 
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Fig. 3 - La roadmap di Xilinx per le logiche programmabili 


Due in particolare le soluzioni: la prima è una piattaforma di 
rilevamento per il settore biomedicale che, anziché richiede¬ 
re una convenzionale piattaforma PC desktop, utilizza i SoC 
Zynq-7000 per collegare un display compatto e una piccola 
card add-on al sensore; la seconda, in ambito industriale, è 
un sistema di guida basato su single-chip, in grado di otte¬ 
nere alta precisione, basso rumore, e un controllo motore 
multi-asse, tramite comunicazioni Ethernet in real-time gesti¬ 
te dal sistema operativo QNX. 

Un’altra applicazione interessante di Zynq-7000 è nel mer¬ 
cato della videosorveglianza e della sicurezza, in cui ormai 
si stanno sempre più diffondendo le telecamere 
IP intelligenti ad alta definizione (HD). Il fatto di 
poter decentralizzare, attraverso queste teleca¬ 
mere, le funzionalità di analisi intelligente dei 
contenuti video, da un solo server principale, 
verso la periferia della rete, fornisce vantaggi 
in termini di maggior flessibilità e di possibi¬ 
lità di realizzare topologie di rete ad elevata 
scalabilità. Tuttavia, dover incorporare tutta 
la potenza computazionale e le funzionalità 
richieste in telecamere IP compatte e a basso 
consumo non è una sfida tecnica da poco. 

A differenza delle classiche implementazioni 
multichip, caratterizzate da minore spazio per 
strategie di differenziazione, la soluzione Zynq- 
7000 si posiziona come piattaforma per abilitare 
un integrated signal processor (ISP) su singolo 
chip, equipaggiato con funzionalità WDR (wide 
dynamic range) e algoritmi di elaborazione e 
analisi video personalizzabili. 


FPGA per analizzare video 
‘accelerare’ i data center 

Un altro esempio di soluzione single-chip, basa¬ 
ta sulla capacità elaborativa degli FPGA, e utiliz¬ 
zata per realizzare applicazioni video analitiche 
legate ai nuovi sistemi di videosorveglianza, 
è quella introdotta l’anno scorso e sviluppata 
in maniera congiunta dal fornitore di disposi¬ 
tivi programmabili Altera insieme ad Eutecus, 
società sviluppatrice di processori multicore e 
software embedded nel settore dei sistemi di 
analisi dei contenuti video in ambito commer¬ 
ciale e militare. Qui la soluzione va a indirizzare 
le esigenze di gestione più recenti nell’area dei 
digitai video recorder (DVR) e dei network video 
recorder (NVR). Basato su FPGA Cyclone IV, 
della linea di prodotti a basso costo e consumo, 
e sul Multi-Core Video Analytics Engine (MVE) 
di Eutecus, il sistema esegue le funzionalità ana¬ 
litiche all’interno di questo solo FPGA, in grado 
di elaborare simultaneamente i dati provenienti da 4 canali 
video DI a 480p e 30fps (trame per secondo). Il vantaggio 
è che gli utenti, sottolinea Altera, hanno la possibilità di 
aggiungere velocemente e a costo contenuto questa fun¬ 
zionalità ai sistemi di sorveglianza esistenti, senza dover 
acquistare nuove telecamere IP con capacità analitiche 
integrate. In confronto alle soluzioni basate su DSP (digitai 
signal processor) o ai tradizionali approcci server-based, 
l’obiettivo della soluzione è ridurre i costi sostituendo diver¬ 
si processori DSP con un solo FPGA, e portare il consumo di 
energia sotto i 3 watt. Le applicazioni possibili spaziano dai 


Altera’s SoC FPGA Device Portfolio 
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Fig. 4 - L'approccio 'tailored' di Altera per i SoC FPGA 
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Fig. 5 - La tecnologia Intel Tri-Gate a 14 nanometri 

sistemi di videosorveglianza presenti nelle banche, a quelli 
installati in città, ad esempio per il controllo del traffico; ma 
non mancano le possibilità di utilizzo in campo industriale o 
in ambito governativo. 

Naturalmente, l’elaborazione e l’analisi di contenuti video 
non è che uno dei numerosi settori di utilizzo degli FPGA. 
Un altro ambito chiave in cui questi dispositivi possono 
portare miglioramenti è il mondo dei data center. Oggi, 


nonostante la progressiva diffusione delle architet¬ 
ture multicore, nelle sale dati i server funzionano 
con tassi di utilizzo che in media non sfruttano la 
loro piena capacità elaborativa, e ciò costituisce un 
problema chiave, considerando gli elevati costi di 
gestione dei data center, i loro consumi energetici 
e le esigenze di grande flessibilità neH’amministra- 
zione delle risorse IT che il cloud computing è chia¬ 
mato a soddisfare. In tali server, con processori 
dotati di molteplici core, la limitatezza della banda 
verso la memoria esterna diventa il principale collo 
di bottiglia che rallenta l’accesso ai dati e alle varie 
applicazioni (applicazioni aziendali, Storage, video, 
messaggistica, ricerche Web, social networking, e 
così via). Qui gli FPGA possono giocare un ruolo di acce¬ 
leratori delle attività computazionali, svolgendo funzioni 
di co-processing a vari livelli. L’accelerazione hardware 
attraverso gli FPGA è utilizzabile per migliorare le presta¬ 
zioni elaborative nelle applicazioni HPC (high performance 
computing), nelle architetture di cloud computing, o anche 
per supportare i crescenti requisiti di banda nella fornitura 
di contenuti video 4K, a ultra alta definizione. ■ 
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MORNSUN non è solo un produttore di ACDC e DCDC converter, ma tornisce votare aggiunto e 
innovative soluzioni con i propri ed unici progetti e prodotti. Con più di 200 ingegneri e oltre 1000 
impiegati, MORNSUN è un punto di riferimento per lo sviluppo nel settore degli ACDC e DCDC converter. 
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La gamma di prodotti MORNSUN: Emergy Tech Srl 

- DCDC converter da 1/4 di Watt a 50 Watt con isolamento da 1000VDC a 6000VDC o senza isolamento, via Sant'Adele, 7, 20094 - Corsico (MI) 

con ingresso fisso o 2:1 o 4:1 o 6:1 o 12:1, uscita singola o duale sia regolata e non regolata; Teli : +39 339 3493415 Tel2: +39 02 4408403 

- ACDC converter da 1 a 120W con isolamento da 3000VAC a 4000VAC, ingresso universale Fax: +39 02 45106691 

85-264VAC uscita singola o doppia o tripla o quadrupla; E-mail: info@emergytech.com 

- Versioni: SIP, DIP, SMD, per montaggio su PCB e DIN Rail Web: www.emergytech.com 
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Efficienza e flessibilità nei DSP 

Lucio Peiiizzari Per scegliere un DSP si possono oggi 

considerare le soluzioni stand-alone, su GPP, 
su Fpga o ibride ed è bene tenere conto delle 
valutazioni pubblicate dagli esperti come BDTI 


efficienza 


«Dii 


C ome è noto i General-Purpose Processor (GPP) sono 
versatili perché possono essere programmati utilizzan¬ 
do qualsiasi gerarchia di interrupt mentre i Digital Signal 
Processor (DSP) sono efficienti solo se esentati il più pos¬ 
sibile dagli interrupt perché pensati per svolgere calcoli 
aritmetici ripetitivi sulle lunghissime stringhe di numeri che 
rappresentano i segnali audio o video digitalizzati. Sono 
due modi diversi di impostare le unità di calcolo (Central 
Processing Unit, CPU) di bordo poiché nei processori 
generici devono essere più flessibili per 
accettare qualsiasi tipo di algoritmo mentre 
nei processori specializzati sono realizzate 
sul silicio con motori hardware più rigidi 
che prediligono gli algoritmi con istruzio¬ 
ni e sottoprogrammi fatti “su misura” per 
esprimere determinate funzionalità. Oltre 
ai DSP si realizzano con questo secondo 
approccio anche le Network Processing 
Unit (NPU) e le Graphics Processing Unit 
(GPU). Questa storica differenza, tuttavia, si 
è attenuata con il recente moltiplicarsi dei 
motori matematici disponibili come proprietà intellettuale e 
dei sottosistemi con funzionalità specifiche disponibili per i 
processori generici. In altre parole oggi si possono imple¬ 
mentare i DSP, le NPU e le GPU anche senza usare compo¬ 
nenti discreti ma nella forma di sottosistemi sia software sia 
hardware. Ciò significa che diventa sempre più importante 
cercare di verificare le prestazioni delle diverse soluzioni 
possibili per ogni sistema di elaborazione prima di decidere 
quale sia la più adatta per ogni applicazione e, inoltre, biso¬ 
gna considerare anche il livello di complessità che ciascuna 
soluzione comporta nella messa a punto degli algoritmi 
software perché solo così si può valutare se si ottengono 
significativi vantaggi in termini di efficienza operativa. 

Criteri di scelta 

Succede spesso nei sistemi sul silicio che l’efficienza di 
calcolo sia inversamente proporzionale alla flessibilità di 



Fig. 1 - Per scegliere una soluzione DSP occorre ottimizzare 
fra l'efficienza a livello hardware e la versatilità di program¬ 
mazione 


Fig. 2 - Le valutazioni BDTI 
possono aiutare nella scelta 
del DSP più adatto per ogni 
applicazione 


configurazione. In altre parole, tanto più rigido 
è un motore hardware e tanto più velocemente 
farà i suoi calcoli ma altrettanto più difficile sarà 
amalgamarlo in un sistema in grado di adattarsi 
agli algoritmi più sofisticati. Viceversa i sistemi più versatili 
necessitano di basi hardware più complicate che si adattano 
meglio agli algoritmi ma a prezzo di strutture ridondanti che 
costano e li penalizzano nelle prestazioni. Nel caso dei DSP 
il trade-off fra i due approcci può consistere nel partizionare 
gli algoritmi fra le risorse disponibili sui circuiti hardware 
DSP rigidi e i sottosistemi DSP programmabili disponibili a 
bordo di un GPP o di un Fpga. Come primo criterio di scelta 
si può considerare che i DSP discreti sono già impostati con 
più motori di calcolo in parallelo al loro interno e perciò pre¬ 
diligono le istruzioni larghe capaci di comandare operandi 
multipli come per esempio le SIMD, Single-Instruction Multi- 
ple-Data, utilizzabili per ripetere i calcoli su più sequenze di 
dati che scorrono in flussi paralleli. I DSP discreti disponibili 
sul mercato implementano tipicamente decine di unità arit¬ 
metiche (ALU) in parallelo capaci di calcoli in virgola mobile 
e doppia precisione su numeri di 32 o 48 bit per potenze di 
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calcolo sul centinaio di GMACs (milioni di moltiplicazioni 
con accumulo al secondo). Per contro, generalmente i 
moduli DSP programmabili a bordo dei GPP hanno una 
manciata di ALU, lavorano a 16 bit e possono esprimere 
circa 1 GMACs. In altre parole, quando si ha a che fare 
con grandi quantità di dati numerici e/o di canali audio/ 
video è meglio utilizzare i DSP stand-alone, mentre se 
i segnali da elaborare non sono troppi o troppo impe¬ 
gnativi allora può bastare un GPP provvisto di uno o più 
sottosistemi DSP. 

D’altra parte, nei sistemi embedded su scheda si possono 
trovare soluzioni ibride con un potente DSP discreto che 
si occupa di processare in parallelo i canali audio/video 
installato vicino a un GPP centrale che ospita a bordo un 
proprio sottosistema DSP utilizzato per svolgere le elabo¬ 
razioni sui segnali numerici che possono saltuariamente 
interessare il GPP evitando così di interrompere il lavoro 
già impegnativo svolto dal DSP dedicato. Questo approccio 
ricalca ciò che consigliano da tempo i principali costrut¬ 
tori di Fpga che hanno introdotto delle soluzioni di questo 
tipo per realizzare blocchi DSP con elevate prestazioni 
all'interno dei propri dispositivi. Il vantaggio degli array 
programmabili è che semplificano la configurazione dei 


processi di elaborazione in parallelo e consentono di pre¬ 
disporre un certo numero di motori DSP da dedicare alla 
sola elaborazione dei canali multimediali e/o telecom e poi 
definire qualche sottosistema DSP ausiliario da affiancare 
ai core processori eventualmente già presenti nello stesso 
Fpga per sollevarli nell'elaborazione dei segnali numerici 
evitando di interrompere il lavoro del parallelo di motori 
DSP. L’unico svantaggio è che gli Fpga non sono adatti per 
essere implementati, per esempio, a bordo di un telefonino 
ed effettivamente oggi li si vede solo nei terminali con un 
adeguato livello di complessità e fascia di prezzo proprio 
perché la programmazione degli algoritmi strutturati al loro 
interno costringe a tempi di preparazione software difficil¬ 
mente low-cost. 

Secondo Jeff Bier, presidente BDTI, l’uso dei DSP negli Fpga 
diventa conveniente solo se i sistemi da realizzare com¬ 
portano un numero abbastanza grande di canali numerici 
da elaborare, mentre l’uso dei DSP discreti è preferibile 
quando i segnali da elaborare richiedono prestazioni 
matematiche impegnative e, infine, i moduli DSP a bordo 
dei GPP hanno il miglior rapporto prestazioni/costo solo a 
patto di limitare il numero dei canali e la complessità delle 
operazioni matematiche. ■ 
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PoE 


Costo di ownership ridotto 
con soluzioni PoE ad alta 
efficienza 

Aiìson steer La tecnologia LTP0E++ offre una soluzione 

Product marketing manager - . ititi ■ ■ t 

Linear Technology plug and play valida e sicura, in grado 

di ridurre nettamente la complessità di 
progettazione dei PSE (Power Sourcing 
Equipment) e dei PD (Powered Device) 


L a tecnologia Power over Ethernet (PoE) si sta diffon¬ 
dendo sempre più perché offre un metodo flessibile ed 
economico di trasportare alimentazione e dati su un unico 
cavo Ethernet e consente di installare le apparecchiature 
praticamente ovunque, senza bisogno di una fonte di ali¬ 
mentazione vicina o dell’intervento dell’elettricista. Lo stan¬ 
dard PoE IEEE 802.3af originale limitava la potenza erogata 
al Powered Device (PD) ad appena 13W, un valore che, a sua 
volta, limitava il campo di applicazione di dispositivi quali 


telefoni IP e telecamere di sicurezza. Nel 2009 lo standard 
IEEE 802.3at aumentò la potenza disponibile a 25,5W che era 
comunque insufficiente a soddisfare il crescente numero di 
applicazioni PoE che consumano molta energia, tra cui pico- 
celle, punti di accesso wireless, segnaletica a LED e teleca¬ 
mere PTZ (pan-tilt-zoom) per uso esterno, dotate di sistema 
di riscaldamento. Nel 2011 Linear Technology presentò un 
nuovo standard proprietario, denominato LTPoE++, che 
porta a 90W la potenza erogata con le specifiche PoE e 
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Fig. 1 - Un tipico sistema PoE 
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PoE+, pur mantenendo la completa interoperabilità con gli 
standard IEEE PoE. La tecnologia LTP 0 E++ offre una solu¬ 
zione ‘plug and play’ valida e sicura, in grado di ridurre 
nettamente la complessità di progettazione dei PSE (Power 
Sourcing Equipment) e dei PD (Powered Device).Il vantag¬ 
gio offerto daU’LTPoE++ rispetto ad altre topologie è che 
occorre un solo PSE e un solo PD per fornire fino a 90W 
su un cavo CAT5e a 4 coppie, con conseguente riduzione 
dello spazio occupato, dei costi e del tempo di sviluppo. I 
quattro livelli di potenza disponibili (38,7W, 52,7W, 70W, 
90W) consentono di adeguare l’alimentazione alle esigenze 
dell’applicazione. 
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Fig. 2 - Range della resistenza di segnatura IEEE 802.3af 


Tecnologia PoE: principi di funzionamento 
Rilevamento del PD 

Prima di fornire alimentazione alla linea, il PSE deve veri¬ 
ficare resistenza di una resistenza di segnatura prevista 
dalla specifica IEEE con una fonte di prova a potenza limita¬ 
ta. Per essere considerato una segnatura valida, il PD deve 
avere un valore di 25kfi ±5% in parallelo con una capacità 
uguale 0 inferiore a 120nF. Il PSE, a sua volta, deve accet¬ 
tare un range leggermente più ampio, cioè 19kQ - 26,5kQ, 
per giustificare resistenze parassite in serie e in parallelo 
nel sistema (Fig. 2). Il PSE deve rifiutare qualsiasi resistenza 
inferiore a 15kQ 0 superiore a 33kQ 0 una capacità >10 |jF 
tra i suoi terminali. 

L’impedenza di segnatura del PD può avere un offset di 
tensione fino a 1,9V (normalmente causato da due diodi 
in serie) e un offset di corrente fino a lOgA (normalmente 
causato da una dispersione nel PD). Queste condizioni ren¬ 
dono la misurazione della resistenza del PSE più complicata 
perchè un unico punto di misura V-I non tiene conto di 
questi errori. Di conseguenza il PSE deve rilevare almeno 
due punti V-I diversi, separati da almeno IV sul PD. Deve 
quindi calcolare la differenza tra i due punti per trovare la 
vera pendenza resistiva, sottraendo gli offset di tensione e 
di corrente. Il rumore a 50/60Hz può essere significativo 
perché normalmente il cavo CAT-5 viene collocato nel sof¬ 
fitto, nelle pareti 0 in altri spazi in cui sono presenti anche 
cavi AC. Per questo i controller PSE di Linear Technology 
utilizzano un metodo di rilevamento a quattro punti e doppia 


modalità che garantisce la massima immunità da un falso 
rilevamento positivo 0 negativo del PD. 

Classificazione del PD 

Dopo aver rilevato il PD, il PSE procede con la fase di clas¬ 
sificazione della potenza. Il PSE deve verificare il numero 
di PD collegati e i rispettivi livelli di classificazione della 
potenza e smettere di accettare altri PD quando il bilancio 
di potenza è esaurito. La segnatura di classificazione viene 
controllata forzando da 14.5V a 20V nel PD e misurando la 
corrente consumata dal PD. Il PSE usa la corrente misurata 
per determinare in quale classe è compreso il PD. 

La tecnologia LTP 0 E++ utilizza uno schema di classificazio¬ 
ne a 3 eventi per fornire un handshaking di identificazione 
reciproca tra il PSE e il PD, pur mantenendo la compatibilità 
retroattiva con lo standard IEEE 802.3at. Mediante la rispo¬ 
sta del PD a questo schema, il PSE LTP 0 E++ può stabilire 
se il PD è di tipo 1 (PoE), di tipo 2 (PoE+) 0 un dispositivo 
LTP 0 E++. Il PSE LTP 0 E++ usa il risultato dello schema per 
aggiornare le soglie I CUT e I LIM e con la soglia I CUT tiene sotto 
controllo il consumo di corrente del PD. La soglia I LIM funge 
da limite di corrente rigido per proteggere l’alimentatore del 
PSE in caso di gravi problemi di corrente. 

Dall’altra parte il PD LTP 0 E++ usa il numero degli eventi di 
classificazione ricevuti per stabilire se è collegato a un PSE 
di tipo 1, di tipo 2 0 LTP 0 E++. Se il PSE LTP 0 E++ misura 
la corrente del primo evento del PD come Classe 0, Classe 
1, Classe 2 0 Classe 3, il PSE LTP 0 E++ si attiva sulla porta 
come dispositivo di tipo 1. Se invece viene identificata la 
Classe 4, il PSE LTP 0 E++ prosegue con un secondo evento 


PO INPUT 
POWER (W) 

CLASS PULSE 

Ist Event 

2nd Event 

3rd Event 

13 
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- 

4 
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- 
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- 

13 
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- 
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25.5 

4 

4 
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0 
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4 

4 

1 
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4 

4 

2 

90 

4 

4 
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- 

- 

Invalid 
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- 
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4 

4 

Overcurrent* 


'Class current Icmss exceeds that specified for an overcurrent. 


Classificazione LTP 0 E++ 
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di classificazione, come indicato nella specifica PoE+; il PD 
viene informato di essere collegato a un PSE di tipo 2 o 
LTP 0 E++. L’assenza di un secondo evento di classificazione 
indica che il PD è collegato a un PSE di tipo 1 che si limita a 
un’alimentazione di tipo 1. 

Lo standard IEEE definisce la classificazione del layer fisico 
del PD di tipo 2 come due risultati consecutivi di Classe 4. 
Un PD LTP 0 E++ deve quindi indicare due risultati consecu¬ 
tivi di Classe 4 nel primo e nel secondo evento di classifica¬ 
zione, facendo in modo che il PD LTP 0 E++ appaia come un 
PD di tipo 2 associato a un PSE di tipo 2. 

Il PSE LTP 0 E++ passa al terzo evento di classificazione dopo 
una serie di misurazioni valide di Classe 4 nel primo e nel 
secondo evento di classificazione. Dopo due misurazioni di 
Classe 4 positive, si procede con un terzo evento di classi¬ 
ficazione che deve passare a una classe diversa dalla 4 per 
poter riconoscere il PD come dispositivo LTP 0 E++. Il PD che 
mantiene la Classe 4 durante il terzo evento di classifica¬ 
zione è considerato di tipo 2 dal PSE LTP 0 E++. Lo standard 
IEEE 802.3at prevede che i PD di tipo 2 conformi ripetano 
risposte di Classe 4 per tutti gli eventi di classificazione. Il 
terzo evento di classificazione informa il PD LTP 0 E++ che è 
connesso a un PSE LTP 0 E++. Nella tabella 1 sono indicate 
le permutazioni degli eventi di classificazione relative ai vari 
livelli di alimentazione del PD. 

Disconnessione DC 

Oltre a poter fornire alimentazione solo a un PD valido, il 
PSE non deve lasciare l’alimentazione attivata dopo che il 
PD è stato disattivato perchè un cavo alimentato potrebbe 
in seguito essere collegato a un dispositivo per cui non è 
prevista l’alimentazione. La tecnologia LTP 0 E++ utilizza il 
metodo della disconnessione DC per determinare l’assenza 
del PD in base alla quantità di corrente continua che passa 
dal PSE al PD. Quando la corrente rimane al di sotto di una 
soglia I MIN (tra 5mA e lOmA) per un certo periodo di tempo 
t DIS (da 300ms a 400ms), il PSE pensa che il PD sia assente 
e disattiva l’alimentazione. 

Il punto della situazione 

Dopo aver rilevato e classificato il PD, il PSE decide se 
accenderlo. Se la potenza a disposizione è sufficiente per 
alimentare il PD, il PSE lo accende e inizia a monitorare la 
porta per l’eventualità della disconnessione DC. 

A questo punto il PSE ha il quadro completo della situazione: 
la sequenza di rilevamento gli indica che alla porta è colle¬ 
gato un PD reale: la fase di classificazione gli indica quanta 
energia consuma il PD e quanta energia deve mettere a 
disposizione; e il metodo di disconnessione DC gli indica 
che il PD è ancora presente e funziona regolarmente. Il PD, 
a sua volta, ha un modo diretto per comunicare al PSE di 
che tipo è, quanta energia gli serve e se vuole 0 meno che 



Fig. 3 - Il controller PD LT4275 da 90W usa MOSFET esterni per migliorare 
il rendimento 


l’alimentazione prosegua. Tutto questo accade senza influire 
in alcun modo sul flusso di dati. 

Un'importante caratteristica della tecnologia LTP 0 E++ è che 
non ha bisogno di utilizzare il Link Layer Discovery Protocol 
(LLDP) previsto dalla specifica IEEE PoE+ per negoziare l’a¬ 
limentazione a livello di software. Questo protocollo richiede 
estensioni agli stack Ethernet e può comportare un notevole 
lavoro di sviluppo software. I PSE e i PD LTP 0 E++ negoziano 
in modo autonomo i livelli di potenza e le capacità a livello di 
hardware, pur restando compatibili con le soluzioni basate 
su LLDP. L’LTPoE++ offre ai progettisti di sistemi la possi¬ 
bilità di implementare 0 meno l’LLDP I sistemi end-to-end 
proprietari possono scegliere di fare a meno del supporto di 
LLDP, con conseguenti vantaggi in termini di time-to-market, 
ulteriore riduzione del costo dei componenti, delle dimen¬ 
sioni e della complessità della scheda. 

Soluzione LTP0E++ ‘plug and play’ 

Linear Technology offre controller PSE LTP 0 E++ a 1, 4, 8 
e 12 porte, caratterizzati da una dissipazione di potenza 
bassissima, una buona protezione contro eventi ESD e CDE, 
un numero ridotto di componenti e possibilità di sviluppare 
progetti in modo economico. In abbinamento al controller 
PD LT4275 (Fig. 3), un sistema LTP 0 E++ ’plug and play’ 
completo (senza LLDP) può fornire fino a 90W di potenza, 
mantenendo la piena compatibilità con gli standard PoE+ 
e PoE. L'intera soluzione utilizza MOSFET esterni a bassa 
R DS ( 0N ) per ridurre nettamente la dissipazione di calore del 
PD e ottimizzare l’efficienza energetica, aspetto importante 
a tutti i livelli di alimentazione. 

Grazie a valori max ass. elevati su tutti i pin analogici e a 
una protezione contro le scariche dal cavo, i dispositivi 
sono perfettamente protetti dai più comuni picchi di corren¬ 
te sulla linea Ethernet. I sistemi LTP 0 E++ facilitano la forni¬ 
tura di energia, consentendo ai progettisti di concentrare le 
loro risorse sulle applicazioni. ■ 
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GOMPONEN S CABLESHIELDING 


Un nuovo approccio 
per realizzare cablaggi 
ad alte prestazioni 

La schermatura dei cavi è vitale per proteggere 
dalle interferenze esterne i circuiti elettronici 
sensibili, ma le tecniche tradizionali presentano 
alcuni svantaggi in termini di dimensioni, peso 
e procedure di terminazione impegnative. 

La schermatura conduttiva termorestringente offre 
un’alternativa durevole, leggera ed economica 


Christophe Loret 
Conductive compounds 
Product manager 
Chomerics Divisione Europa 


L e moderne operazioni militari sfruttano moltissimo le 
telecomunicazioni e l’elaborazione dei dati ad alta velo¬ 
cità utilizzando sistemi che vanno dalle radio palmari agli 
elmetti ad alta tecnologia, dai sistemi di controllo delle armi 
ai missili teleguidati e all’avionica più sofisticata. Pertanto, 
la protezione efficace contro le interferenze elettromagneti¬ 
che (EMI), le interferenze a radio frequenza (RFI) e le inter¬ 
ferenze elettrostatiche (ESI) risulta essere di fondamentale 
importanza. 

Poiché i cavi possono essere un punto di ingresso delle 
interferenze molto vulnerabile, i produttori di apparati 
dispongono di un certo numero di tecniche consolidate 
per garantire una schermatura adeguata e la terminazione 
delle calze schermanti dei cavi. Data la crescente impor¬ 
tanza attribuita al risparmio di peso, ingombro e costo, sia 
nel contesto degli apparati militari sia in quelli dell’avionica 
commerciale e di altri apparati di elevato valore, come i 
sistemi di tomografia medica, si manifesta una domanda 
crescente di tecniche alternative leggere per la protezione 
che siano più semplici e veloci da assemblare e più adatte 
a essere riparate o rilavorate. 

Efficacia della schermatura 

I cavi schermati contengono efficacemente qualsiasi inter¬ 
ferenza irradiata, proteggendo al contempo i segnali contro 
EMI, RFI ed ESI esterne. Un cavo ben ingegnerizzato com¬ 
prende molti elementi cruciali ed è diventato un elemento 



Fig. 1 - Le guaine conduttive termorestringenti formano la base di un 
sistema di schermatura dei cavi efficace e leggero 
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importante a cui prestare attenzione come a ogni altro 
aspetto della progettazione di un sistema elettronico. La 
sua efficacia è quantificata dal rapporto tra l’intensità del 
campo dell’onda incidente e la massima intensità ammissi¬ 
bile, espresso in dB. Lo schermo può riflettere o assorbire 
(scaricare a massa) i campi elettrici o magnetici irradiati. 
Vi sono quattro sorgenti di interferenze: 

•rumore stazionario che si manifesta quando un campo 
elettrico esterno distorce il segnale; 

•rumore magnetico, proveniente da grossi motori a cor¬ 
rente alternata o trasformatori, che può indurre flussi di 
corrente di verso opposto nello strumento; 

• rumore di modo comune risultante dal flusso di corrente 
tra masse a potenziali diversi posizionate in vari punti 
all’interno del sistema; 

•diafonia (crosstalk) che si riferisce alle interferenze reci¬ 
proche tra due o più segnali AC in fili o cavi vicini. 
Poiché i problemi di EMI/RFI si possono verificare lungo 
tutta la lunghezza del cavo e alla giunzione tra il cavo 
schermato e il connettore, la qualità dello schermo e la 
sua terminazione sono parimenti estremamente importanti. 
Nella pratica si incontrano più problemi nelle terminazioni 
dei connettori che in ogni altra parte del cavo. 

Materiali e terminazioni 

Gli approcci tipici adottati nella schermatura e nella ter¬ 
minazione includono l’uso di un connettore di metallo o 
di plastica metallizzata e nella saldatura della calza scher¬ 
mante al connettore. In alternativa, il giunto più essere 
avvolto dal nastro di rame che viene poi saldato alla calza. 
Sebbene queste soluzioni siano sostanzialmente efficaci, 
sono costose, richiedono molta manodopera e possono 
produrre prestazioni altalenanti. 

Altri tipi di cavi schermati contengono un foglio rivolto 
all’interno di alluminio/poliestere o alluminio/kapton che 
avvolge completamente il conduttore. Il foglio è in contatto 
con un filo di rame stagnato avvolto attorno a spirale che 
viene usato per garantire il contatto elettrico tra lo scher¬ 
mo e la massa del circuito. La metallizzazione del foglio 
è generalmente molto sottile, attorno a 0,75mm, e quindi 
possiede una resistenza relativamente alta rispetto ad altri 
schermi come la maglia intrecciata. Conseguentemente, 
una calza intrecciata viene spesso utilizzata per una pro¬ 
tezione maggiore. 

Le calze intrecciate sono costituite da una maglia di fili di 
rame che vengono intrecciati tra loro per formare un cilin¬ 
dro teso ma flessibile. I fili possono essere nudi, stagnati o 
placcati argento o nickel. A seconda del tipo di connettore 
utilizzato, può essere necessario sciogliere o allentare 
l’intreccio allo scopo di terminare la calza. D’altro canto la 




Fig. 3 - Rivestimento schermato pronto per innestare e terminare i 
connettori 


terminazione con i connettori coassiali è particolarmente 
semplice e preserva la calza integra fino al corpo del con¬ 
nettore. 

In alcuni casi più calze intrecciate possono essere sovrap¬ 
poste per un’efficacia di schermatura ancora maggiore. La 
sovrapposizione evita l’aprirsi di fessure interstiziali tra gli 
elementi della maglia, in quanto anche il più piccolo foro 
può costituire una finestra d’accesso per il rumore alle 
alte frequenze. Gli svantaggi di queste calze sono il peso 
maggiore e la minore flessibilità. 

Il tessuto placcato rame o nickel di cui sono dotati alcuni 
cavi può essere usato come una barriera sottile, leggera 
e molto flessibile che fornisce una protezione ambientale 
adeguata in contesti molto duri quali quelli delle applica¬ 
zioni militari o aerospaziali. 

Limiti dei cavi schermati convenzionali 
I cavi schermati tradizionali sono vulnerabili allo strappo 
o alla lacerazione dello schermo durante le riparazioni o 
rilavorazioni. Ciò può rendere inutilizzabile l’intero cavo. 
In aggiunta, la grande quantità di cavi schermati utilizzati 
in sistemi come i velivoli o i veicoli terrestri può contribu¬ 
ire significativamente al peso totale, compromettendone 
così l’agilità e il consumo di carburante. Si tratta di un una 
caratteristica indesiderabile sia nelle applicazioni civili 
che in quelle militari e va nella direzione opposta di altre 
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iniziative di riduzione del peso, come ad esempio l’uso cre¬ 
scente di strutture in fibra di carbonio. Grandi quantità di 
cavi con schermo metallico possono aggiungere ingombro, 
peso e costo indesiderati in molti altri tipi di apparati a ele¬ 
vate prestazioni come i tomografi medici. Inoltre, in ambito 
avionico vi è oggi una crescente preoccupazione sugli 
effetti dei disturbi elettromagnetici a largo spettro, che pro¬ 
duce così una richiesta crescente di schermature in grado 
di funzionare efficacemente fino a frequenze elevatissime. 

Schermature termorestringenti 
Le guaine conduttive termorestringenti (Fig. 1) possono 
aiutare i tecnici ad affrontare le sfide della manutenzione, 
del peso e della schermatura ad alta frequenza, fornendo 
uno schermo elettromagnetico leggero e completamente 
avvolgente che si accompagna ad una protezione mecca¬ 
nica e ambientale per fasci di fili e cavi. Questo 
approccio permette di risparmiare fino al 40 
- 65% rispetto ai sistemi convenzionali di calze 
intrecciate e può aiutare a ridurre i costi della 
manodopera. 

Lo strato esterno della guaina termorestrin¬ 
gente di poliolefine è resistente all’abrasione 
e alle sostanze chimiche. Uno strato interno di 
inchiostro conduttivo d’argento viene applicato 
in modo da garantire l’isolamento elettromagne¬ 
tico e la messa a terra. Sono disponibili molte¬ 
plici classi di poliolefine che offrono un’ampia 
gamma di proprietà elettriche e ambientali per adattarsi a 
varie applicazioni, incluse quelle militari e aerospaziali. La 
schermatura termorestringente viene tipicamente appli¬ 
cata durante l’assemblaggio iniziale del prodotto, ma può 
anche essere usata come un metodo convenzionale per 
aggiungere un isolamento secondario e protezione dalle 
interferenze a sistemi elettronici in funzione. Queste guaine 
conduttive vengono applicate con gli stessi strumenti e le 
tecniche impiegati per applicare le normali guaine termo¬ 
restringenti. 

Al fine di creare una soluzione di schermatura dei collega- 
menti via cavo leggera e ad elevate prestazioni, è necessa¬ 
rio un sistema completo di schermatura elettromagnetica 
come il CHO-SHRINK 1061. In aggiunta alla guaina condut¬ 
tiva qualificata secondo lo standard MIL-R-46846 tipo 5, 
questo sistema include anche giunti e manicotti, occhielli, 
cappucci per connettori e adesivi/sigillanti a caldo condut¬ 
tivi. Questo sistema fornisce un elevato livello di protezione 
ambientale, sigillatura, schermatura EMI/RFI/ESI a 360°, 
attenuazione di 70 - 80 dB sopra i 500 MHz e prestazioni 
di infiammabilità UL VW-1 e CSA OFT. Inoltre, i materiali 
soddisfano le specifiche di outgassing della NASA, permet¬ 
tendone l’impiego in applicazioni spaziali come i satelliti. 


Sistema completo di schermatura 

I progettisti possono usare i vari componenti di questo 
sistema per fabbricare un rivestimento completo dei fili 
con lo schermo correttamente terminato ad ogni connet¬ 
tore. Non è richiesta alcuna saldatura. 

L’approccio raccomandato è di stendere il rivestimento 
con tutte le derivazioni posizionate e di pianificare dove 
si innesterà ogni connettore o dove i giunti dovranno 
essere stretti attorno al cavo. I manicotti vanno fatti 
scorrere nei punti desiderati e stretti ben aderenti attor¬ 
no al fascio di fili come mostrato in figura 2. Questi pezzi 
sono metallizzati sulla superficie esterna. 

II passo successivo consiste nel far scorrere sopra 
i giunti dei pezzi di guaina conduttiva, metallizzata 
all’interno, tagliati alla lunghezza desiderata, lascian¬ 
do un corto tratto di superficie conduttiva esposta ad 

ogni estremità. Quindi si applica 
il calore per restringere la guaina 
e i manicotti sono poi installati 
nelle intersezioni di derivazione 
del rivestimento. A questo punto il 
rivestimento è correttamente alli¬ 
neato e incluso nella schermatura 
protettiva, come mostrato in figura 
3. 

I connettori vengono quindi inne¬ 
stati e terminati con l’aiuto degli 
occhielli conduttivi e dei cappucci 
dei connettori. I cappucci sono applicati per ultimi e 
sono stretti sopra il filetto dei gusci (o degli adattatori) 
agli estremi dei connettori e sopra la parte esposta della 
metallizzazione che ricopre l'estremità del cavo. 

I cappucci CHO-SHRINK vengono forniti con un adesivo 
sigillante a caldo altamente conduttivo predepositato 
su ogni apertura che si salda durante il restringimento 
per garantire un efficace isolamento ambientale senza 
peggiorare le proprietà di schermatura EMI. I cappucci 
adattatori restringenti che offrono una superficie rugosa 
e incisa, possono anche essere utilizzati per migliorare 
la resistenza agli sforzi di torsione, di strappo e di sfi- 
laggio. 

La schermatura dei cavi termorestringenti offre opzioni 
e flessibilità aggiuntive ai progettisti in cerca di pre¬ 
stazioni elevate, basso peso e soluzioni rilavorabili per 
l’uso in un’ampia varietà di ambienti e per applicazioni 
militari o civili. 

Un sistema completo di schermatura che include tutti i 
componenti necessari per realizzare un rivestimento di 
un cavo sigillato e schermato consente di minimizzare il 
tempo di assemblaggio e assicura prestazioni e affidabi¬ 
lità ottimali. ■ 


( Cresce la 
domanda di 
tecniche alterna¬ 
tive leggere per la 
protezione 
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Tecniche di eliminazione degli 
errori nelle comunicazioni 
machine to machine wireless 


Franz-josef Dahmen L’utilizzo delle moderne tecniche di 

Anrìtsu simulazione per verificare le prestazioni 

di un’applicazione machine to machine 
(M2M) nel corso dello sviluppo del 
prodotto consente di garantirne il corretto 
funzionamento sul campo 
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Fig. 1-11 software SmartStudio rende disponibile un'interfaccia semplice e intuitive che guida l'uten 
te nel corso dello sviluppo di un caso di test 


L a comunicazione M2M ha un 
vastissimo potenziale di appli¬ 
cazioni, a grande impatto per la 
società nel suo complesso. La 
possibilità di eseguire in modalità 
remota operazioni quali rilevamen¬ 
to, monitoraggio, tracciamento e 
acquisizione dati apre un mondo di 
nuove possibilità per tutte le appa¬ 
recchiature utilizzate nel settore 
industriale, commerciale, militare, 
nonché in applicazioni quali auto¬ 
mazione, distribuzione automatica, 
smart metering (rilevazione “intelli¬ 
gente” dei consumi) e logistica. 

In quasi tutte le applicazioni la 
modalità di comunicazione preferi¬ 
ta è quella wireless. Naturalmente 
questo tipo di comunicazione sup¬ 
porta le applicazioni mobili, come ad esempio il track- 
and-trace (in pratica il monitoraggio delle spedizioni 
in tempo reale) utilizzata nel comparto della logistica. 
Tuttavia, anche nei dispositivi fissi si preferisce spesso la 
modalità wireless a causa del basso costo di installazio¬ 
ne, in particolare nei siti più remoti, e dell’ampia disponi¬ 
bilità di moduli di comunicazione standard, quali GSM, 3G 
e LTE (nella telefonia cellulare), oltre a ZigBee e WiFi (per 
le connessioni a breve distanza). 


Grazie al fatto che la copertura della rete telefonica 
mobile è ora disponibile in ogni parte del mondo, la 
telefonia cellulare assicura la massima flessibilità per 
i produttori di dispositivi che implementano tecnologia 
M2M (anche nota con l’acronimo MTC - Machine Type 
Communications). 

In molti casi ciò rappresenta il primo contatto del team di 
sviluppo con il settore, talvolta complicato, delle comuni¬ 
cazioni radio. Il semplice montaggio di un modulo GSM o 
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Fig. 2 - Collaudo della capacità di selezione della cella di un dispositivo M2M su un simu¬ 
latore di rete 


3G su un prodotto finito già esistente non garantisce l’ef¬ 
ficienza della connettività wireless, indipendentemente 
dalla bontà del modulo. 

In questo articolo viene mostrato come sia possibile uti¬ 
lizzare le moderne tecniche di simulazione per verificare 
le prestazioni di un’applicazione M2M o MTC nel corso 
dello sviluppo del prodotto, in modo tale da garantire il 
corretto funzionamento nel momento in cui viene instal¬ 
lata sul campo. 

I componenti che devono essere 
soggetti a collaudo 

Uno schema semplificato dell’architettura di un sistema 
M2M prevede tre elementi: l’applicazione M2M (l’host), 
la rete di comunicazione/wireless e il dispositivo M2M 
(solitamente un modem). Il funzionamento e l’interazione 
di questi tre elementi determinano l’affidabilità di un 
sistema M2M. 

II funzionamento della rete, ovviamente, è al di fuori del 
controllo del produttore del dispositivo. La scelta del tipo 
di rete è comunque importante poiché la disponibilità 
della rete nei luoghi di utilizzo previsti è un prerequisito 
indispensabile per garantire l’affidabilità del collegamen¬ 
to. Non bisogna dimenticare che in molti Paesi del mondo 
la copertura è fornita quasi esclusivamente da reti di tipo 
wireless. La copertura più diffusa è quella delle reti 2G, 
come ad esempio le reti GSM/GPRS introdotte agli inizi 
degli anni ‘90 in Europa e in Asia. All'inizio del 2000 le 
reti 3G (che utilizzano le tecnologie WCDMA, CDMA2000 
o TD-SCDMA) furono realizzate in parallelo alle reti 2G 
esistenti. Attualmente si sta assistendo alla diffusione 


delle reti 4G LTE che garantiscono una con¬ 
nessione wireless continua a banda larga. 
Le reti 2G mettono a disposizione un acces¬ 
so a commutazione di circuito e a commu¬ 
tazione di pacchetto al dominio dell’utente. 
Tra le numerose tecnologie 2G disponibili, 
la tecnologia GPRS - che garantisce velo¬ 
cità di trasferimento dati più elevate sia 
in uplink che in downlink - è attualmente 
quella più ampiamente utilizzata per i dati 
M2M. In alcune applicazioni che richiedono 
il trasferimento di piccole quantità di dati, 
talvolta è utilizzato il servizio SMS (Short 
Message Service). 

La scelta di tipologie di rete di ampia diffu¬ 
sione garantisce una base stabile e affida¬ 
bile per lo sviluppo delle funzionalità M2M 
wireless. Nonostante questo però, l’accesso 
alla rete potrebbe differire a secondo dell’a¬ 
rea e del periodo della giornata in cui viene effettuato, in 
quanto dipendente in parte dal carico di ciascuna cella: 
la risposta di un’applicazione M2M quando si verifica 
un errore di connessione è uno dei parametri chiave da 
sottoporre a collaudo durante la fase di sviluppo di un 
prodotto, come verrà mostrato in seguito. 

Effetti dell’integrazione 
di un modem in un prodotto finito 
L’approccio più semplice e rapido per lo sviluppo di un 
sistema M2M prevede l’integrazione di un modulo cellu¬ 
lare, un modem “intelligente” che permette un’implemen- 
tazione di tipo “black box” dei livelli fisici e del protocol¬ 
lo. I moduli forniti da produttori di primo piano - come 
Sierra Wireless, Cinterion e Telit - saranno collaudati e 
approvati in conformità alle specifiche di test pubblicate 
da 3GPP (3rd Generation Partnership Project, l’organi¬ 
smo che si occupa della definizione degli standard per la 
telefonia cellulare). 

Il certificato di conformità a queste specifiche assicura, 
come dice il nome stesso, l’aderenza del modulo allo 
standard, come accade per il telefono mobile. Prima di 
essere integrato in un prodotto finito, il modulo assicura 
dunque la massima affidabilità delle funzioni di comuni¬ 
cazione. 

In un sistema M2M, comunque, un modulo opererà 
congiuntamente ad altre componenti hardware e sof¬ 
tware presenti nei prodotti finali come ad esempio PLC 
(Programmable Logic Controller), contatori dei consumi 
elettrici, terminali per carte di credito e dispositivi di 
infotainment e telematici presenti a bordo degli odierni 
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veicoli. Inoltre, un ambiente applicativo centralizzato 
gestisce il flusso dei dati provenienti da un dispositivo 
M2M e prende decisioni in base al tipo e all’importanza 
delle informazioni che vengono elaborate. 

La modalità secondo la quale il modulo viene integrato 
nel prodotto finale può quindi dare origine a un malfun¬ 
zionamento, a livello di comunicazione, in un’applicazio¬ 
ne reale. Questo malfunzionamento può dare origine a 
problemi di notevole entità nel caso in cui i primi sintomi 
di questo comportamento poco affidabile si manifestino 
quando il dispositivo è già installato sul campo. 

Mediante lo sviluppo di scenari di test che riproducono 
i casi d’uso delle applicazioni reali e con il collaudo del 
comportamento di un sistema M2M all’interno di questi 
scenari in un ambiente di test controllato, i produttori 
di dispositivi possono individuare e quindi correggere 


a 



Fig. 3-11 simulatore di rete MD8475A di Anritsu 


potenziali malfunzionamenti prima che il dispositivo stes¬ 
so entri in produzione. 

In passato, gli sviluppatori hanno utilizzato una varietà di 
mezzi per effettuare il collaudo funzionale di sistemi M2M: 

• collaudo di prototipi in reti reali e operative; 

• utilizzo di un sistema di test di conformità; 

• sviluppo di una rete di collaudo dedicata. 

Tutti e tre i metodi appena menzionati evidenziano nume¬ 
rosi svantaggi. Il collaudo all’interno di una rete funzio¬ 


nante consente di effettuare i test relativamente a scenari 
tipici dei luoghi e dei periodi temporali in cui il prototipo 
viene collaudato. Per tale motivo è difficile ripetere sce¬ 
nari di collaudo attinenti a problematiche specifiche e 
analizzare in dettaglio le cause che provocano il malfun¬ 
zionamento dei dispositivi e comportamenti anomali delle 
segnalazioni. 

In un sistema di test di conformità gli scenari di test sono 
limitati a quelli specificati da 3GPP. Sistemi di collaudo di 
questo tipo sicuramente non facilitano un collaudo esau¬ 
riente e la modifica degli scenari più rilevanti per ogni 
data applicazione. 

Lo sviluppo di una rete di collaudo dedicata, infine, è 
estremamente costoso e richiede tempi lunghi. 

Oggi esiste un’alternativa sicuramente più valida: la simu¬ 
lazione di una rete wireless, che permette di eseguire il 
collaudo di una configurazione completa di un sistema 
M2M fin dalle prime fasi dello sviluppo. Un simulatore 
di rete consente analisi dettagliate del dispositivo e del 
comportamento del segnale, nonché la simulazione di 
qualsiasi tipo di ambiente e di protocollo di rete - com¬ 
presi quelli non forniti da reti funzionanti subito dispo¬ 
nibili - ed è offerto come soluzione standard a un prezzo 
ragionevole. 

Tipiche cause di malfunzionamenti 
delle comunicazioni M2M 

Disponendo di un simulatore di reti cellulari, gli sviluppa¬ 
tori di dispositivi possono dar libero sfogo alla loro imma¬ 
ginazione per escogitare collaudi di sollecitazione (stress 
test) per i loro sistemi M2M. Di seguito alcuni esempi: 

• La procedura di handover (ovvero quella funzionalità 
che garantisce la continuità di servizio in mobilità) funzio¬ 
na tra le celle, le reti o tra differenti protocolli wireless? 
Cosa accade ai dati dell’applicazione quando questa pro¬ 
cedura fallisce? 

• Un dispositivo si connette e riconnette alla rete in 
modo corretto? 

• Il dispositivo è in grado di registrare e autenticare una 
scheda SIM? 

• Qual è il data throughput (capacità di trasmissione 
utilizzata) quando il dispositivo è collegato? E quando 
esegue una procedura di handover? 

• Il dispositivo è in grado di gestire correttamente la rice¬ 
zione simultanea di un gran numero di messaggi SMS? 

• Qual è la sensibilità alla ricezione RF del dispositivo 
M2M? In altre parole, qual è la minima intensità del 
segnale al di sotto della quale viene persa la connessio¬ 
ne alla rete? 

Per tutti gli ingegneri che non hanno un’esperienza pre¬ 
gressa di collaudo nel campo delle comunicazioni, spesso 
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la modalità di sviluppo delle routine di test necessarie 
per implementare scenari come quelli appena descritti 
non è cosa ovvia. I simulatori di rete, dal canto loro, 
dispongono di appositi tool software che rendono tra¬ 
sparente per l’utente il codice del sistema di test che è 
alla base, mettendo a disposizione un’interfaccia utente 
grafica (GUI - Graphical User Interface) per configurare e 
far girare parecchie tipologie di scenari di test. 

Per illustrare il funzionamento di una GUI di questo tipo, 
nella figura 1 è riportata una schermata 
di SmartStudio di Anritsu, integrata all’in¬ 
terno del simulatore di rete MD8475A. 

SmartStudio rende disponibili opzioni 
di menu predefiniti per configurare più 
celle e standard cellulari. Nella fase ini¬ 
ziale il tool chiede all’utente di scegliere 
il tipo di tecnologia di accesso radio (per 
esempio “handover tra WCDMA e GPRS) 
da utilizzare nella simulazione. 

Tale scelta sarà basata sugli standard 
cellulari supportati dal dispositivo M2M. 

Il passo successivo consiste nell’impo- 
stare i parametri tipici della cella desi¬ 
derata o, più semplicemente, selezionare 
uno dei parametri della cella standard 
predefiniti. Questa operazione può essere eseguita velo¬ 
cemente e con una conoscenza veramente minima della 
telefonia cellulare. A questo punto l’utente deve sem¬ 
plicemente cliccare sul tasto “Play” per creare le rete e 
renderla disponibile per il collaudo. 

Le configurazioni della cella consentono all’utente di 
riprodurre le impostazioni di rete di ogni rete mobile 
disponibile nel mondo. 

Le impostazioni tipiche prevedono il codice MNC (Mobile 
Network Code) e il codice MCC (Mobile Country Code). 
Per esempio i codice MCC 262 e MNC 02 sono usati da 
Vodafone D2 in Germania. 

Tali impostazioni possono essere usate da MD8475A 
per verificare la capacità di un dispositivo M2M GSM/ 
GPRS di registrarsi con una rete ed essere autenticato 
utilizzando i dati identificativi memorizzati nella scheda 
SIM del dispositivo stesso. Lo strumento registra le varie 
fasi di questa procedura di autenticazione per consen¬ 
tire la visualizzazione da parte dell’utente. Lo strumen¬ 
to può anche verificare la capacità del dispositivo di 
registrarsi con altre reti. Per esempio, un dispositivo 
pre-programmato per funzionare con Vodafone sarà con¬ 
figurato per registrarsi all’occorrenza con questo opera¬ 
tore. Ma il dispositivo dovrebbe anche essere in grado 
di registrarsi con celle gestite da altri operatori di rete. 
Lo strumento può collaudare il comportamento durante 


la registrazione alla cella del dispositivo in presenza di 
celle di vari operatori, tenendo conto dell’informazione 
di identificazione all’interno della rete PLMN (Public 
Land Mobile Network), dello stato delle limitazioni e del 
livello del segnale in downlink di ciascuna cella. Esso 
inoltre verifica se il dispositivo esegue con esito positivo 
la procedura di registrazione della locazione relativa a 
quella cella. Lo strumento può anche effettuare un test 
di ri-selezione della cella, necessario nel caso una cella 
cambi il suo stato di limitazioni o il livello 
del segnale in downlink. 

L’ultima fase di questa serie di test è 
il collaudo della capacità del dispositi¬ 
vo di cambiare celle - operazione che 
potrebbe essere richiesta se il livello del 
segnale in downlink di una cella varia 
dopo l’avvio di una connessione voca¬ 
le o una connessione dati a pacchetto. 
Questo collaudo verifica che il disposi¬ 
tivo mobile cerca di mantenere il servi¬ 
zio riselezionando la cella ottimale dopo 
aver confrontato i livelli del segnale in 
downlink e trasferendosi alla nuova cella 
ottimale (Fig. 2). 

Valutazione delle prestazioni del dispositivo 
L’insieme di test di selezione/riselezione e di handover è 
solo uno dei numerosi collaudi che possono essere con¬ 
figurati ed eseguiti con estrema semplicità utilizzando un 
simulatore di rete e un software come SmartStudio. Per 
ogni insieme di test lo sviluppatore deve esprimere una 
valutazione circa la tolleranza dell’applicazione ai guasti 
tenendo in debita considerazione requisiti e aspettative 
dell’utente finale. Nel caso dei collaudi di selezione e 
handover, questi devono essere sempre superati da un 
dispositivo, poiché si tratta di funzioni base della telefo¬ 
nia cellulare. 

Un simulatore di reti wireless completo sarà in grado di 
eseguire tutti i collaudi richiesti per verificare presta¬ 
zioni e funzionalità di ogni applicazione M2M (Fig. 3). Gli 
strumenti proposti da Anritsu - MD8470A (per reti 2G e 
3G) o MD8475A (per reti 2G, 3G e LTE) - sono in grado 
di “nascondere” la complessità degli standard wireless, 
consentendo agli ingegneri di focalizzare le loro risorse 
sull’applicazione, mettendo a disposizione un ambiente 
di test stabile e un’interfaccia utente particolarmente 
semplice per la configurazione di scenari anche molto 
complessi. Altri moduli software integrati consentono 
poi il monitoraggio, la registrazione e l’analisi dei guasti, 
per l’identificazione e l’analisi in tempi brevi dei problemi 
che si presentano nel sistema. ■ 


( In molti Paesi 
del mondo la 
copertura è fornita 
quasi esclusiva- 
mente da reti di 
tipo wireless 
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Esperienza e capacità 
nella progettazione 
e validazione di ECU 


Michael crespin pxi, la piattaforma standard per il test 

S a ì©s director * * 

Pickering Interfaces France automatico, riduce costi e tempi del Fault 

Insertion Test garantendo affidabilità 
e ripetibilità grazie alle soluzioni 
Pickering Interfaces 



L J utilizzo di sistemi di controllo elettronici (ECU) in 
aerei e veicoli è in continua crescita, rendendone 
così la validazione e il test sempre più critici e importanti. 
Lo sviluppo di ECU sempre più sofisticate richiede non 
solo test per le normali condizioni operative ma anche 
l’analisi e il test di condizioni impreviste per valutare il 
comportamento in condizioni di errore. 

Scopo della Fault Insertion Simulation (simulazione di 
generazione di errori) è determinare tutte le possibili con¬ 



dizioni critiche al fine di garantire la sicurezza del condu¬ 
cente e dei passeggeri. 

Un esempio in Avionica è il progetto e la validazione di 
un FADEC (Full Authority Digital Electronic Controller) del 
motore di un velivolo. Il FADEC è a tutti gli effetti il cervello 
del motore che controlla tutti i suoi aspetti mantenendo 
completa ridondanza per garantire la massima sicurezza 
e affidabilità. È evidente che la regolamentazione del test 
dei moduli FADEC per velivoli commerciali richiede un’am¬ 
pia gamma di condizioni di errori 
hardware. 

Un esempio di applicazione Fault 
Insertion nell’industria Automotive 
è una parte del test di moduli PCM 
(Powertrain Control Module). Il 
PCM è una delle ECU più comples¬ 
se che si trova nei veicoli moderni 
e richiede test rigorosi e appro¬ 
fonditi di tutte le sue funzionalità. 
Le eventuali conseguenze relative 
a problemi con PCM (Centraline) 
potrebbero avere un impatto ele- 


> 
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Fig. la - Fault Insertion Switch 64 Canali 

2A,1 o 2 Fault Bus 

Fig. 1b- Schema 40-190-002 
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Fig. 2a - Fault Insertion Switch 7 Canali 

20A, 1 o2 Fault Bus 

Fig. 2b- Schema 40-194-002 
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vato nelle applicazioni ove si usa molta elettro¬ 
nica in auto rendendo così il loro test sempre 
più importante. 

Fault Insertion test riveste un ruolo fon¬ 
damentale nella validazione di ECU 

I metodi di test tradizionale spesso richiedono 
inserzione ed estrazione manuale di cavi da 
un patch panel: non si tratta certo di un siste¬ 
ma ideale oltre che comportare costi elevati, 
tempi di esecuzione lunghi e essere soggetta 
a errori frequenti. 

Le nuove schede Fault Insertion di Pickering 
Interfaces hanno l’obiettivo di risolvere la 
validazione di ECU grazie a un approccio al 
test molto più sofisticato e aperto ai nuovi 
scenari reali. 

Generalmente quando si realizzano applicazio¬ 
ni Fault Insertion si cerca di realizzare 3 tipi di condizioni 
di fault tra la fixture di test e l’unità da testare: 

1) Aperti (Open); 

2) Corti nella UUT (UUT connections Short); 

3) Corti in altre condizioni attraverso il faulty insertion bus. 
Pickering Interfaces ha sviluppato schede Fault Insertion 
che rendono disponibili soluzioni scalabili che possono 
essere usate per commutare segnali tra apparati di simu¬ 
lazione e dispositivi reali in una moltitudine di simulazioni 
hardware in thè loop (HIL). Il test HIL permette al test 
engineer di mettere una ECU a confronto con uno scena¬ 


rio di test pari a quelli realizzati in banchi prova con una 
sostanziale riduzione di costi (realizzazioni meccaniche), 
rischi e risorse umane. 

La soluzione di commutazione Fault Insertion può così 
considerevolmente semplificare ed accelerare il test, la 
diagnosi ed il lavoro di integrazione nel lavoro di appli¬ 
cazioni HIL. 

Due tipi di schede per la simulazione Fault Insertion che 
soddisfano la maggior parte delle necessità del mercato 
avionico e automotive per i body e power tram controller, 
sono a catalogo Pickering: 



Fig. 3a - FIBO-Fault Insertion Break-Out 20x8 
3pin breakout - Very High Density 248x8 
Fig. 3b - Esempi Tipici di applicazioni Fault 
Insertion 
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• la scheda PXI 40-190 rende 
disponibili 74 canali di simula¬ 
zione di fault con 1 o 2 fault bus 
con possibilità di commutazio¬ 
ne a caldo 2A 150VDC/100VAC. 
Questa scheda è molto densa, 
modulare, competitiva e facil¬ 
mente mantenibile grazie ai relay 
spare disponibili a bordo sche¬ 
da. Si tratta di un modulo PXI 3U, 
1 Slot con relay elettromeccanici 
(Figg. la e lb); 

• le 40-193 o 40-194 sono sche¬ 
de di simulazione di errore a 7 
canali con uno o due fault bus 
e consentono 20A di commu¬ 
tazione a caldo e 16VDC. È un 
modulo molto competitivo per un 
numero basso di canali facilmen¬ 
te mantenibile grazie agli spare 
relays. Si tratta di un modulo 


(b) 
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PXI 3U 2 slot con relay elettromeccanici (Figg. 2a e 2b). 
La serie 40-19x si completa con diverse configurazioni in 
termini di numero di canali, Fault Bus e Correnti. 

Oggi Pickering è molto sensibile alle necessità dei propri 
clienti e grazie ai numerosi successi nelle diverse appli¬ 
cazioni continua a sviluppare nuove schede per questo 
tipo di applicazioni. Ad esempio è in fase di sviluppo una 
scheda che possa gestire 200VDC ad alte correnti per la 
simulazione di errori di sensori piezo oppure una scheda 
40A - 16VDC per la simulazione di default di motori. 

Infine la disponibilità di Matrici specifiche per il Fault 
Insertion quali la 40-592A ad alta densità e la 40-595A 
High Power permettono di risolvere le situazioni di test 
più complesse, come ad esempio le applicazioni avioniche 
(Figg. 3a e 3b). 

Programmazione 

Sono disponibili Kernel e driver Visa compatibili con tutti 
i sistemi operativi Windows. I driver Visa sono inoltre 
compatibili con LabVIEW RT e QNX. Questi driver possono 
essere utilizzati dai diversi ambienti di sviluppo: 

• National Instruments software - (LabVIEW, LabWindows/ 
CVI, MAX, TestStand.); 


• Microsoft Visual Studio software 
(Visual Basic/Visual C+); 

• Agilent VEE; 

• Mathworks Matlab. 

In alcune condizioni Pickering Interfaces è in grado di 
fornire aiuto per l’integrazione delle proprie schede PXI 
sotto Linux. 

Pickering Interfaces è uno dei principali protagonisti per 
le soluzioni di commutazione (switching) e apre nuove 
prospettive di impiego, proponendo alternative a prodotti 
esistenti a costi ragionevoli. 

La maggior parte delle situazioni disponibili sul mercato 
sono proprietarie e obbligano il cliente a utilizzare softwa¬ 
re specifici. 

Grazie alle soluzioni PXI Pickering è possibile com¬ 
binare le diverse risorse di diversi produttori con 
software standard, non proprietari, a un prezzo estre¬ 
mamente competitivo. 

L'esperienza di Pickering nelle applicazioni si rende 
disponibile per nuovi progetti e applicazioni garanten¬ 
do termini di sviluppo e supporto molto brevi garan¬ 
tendo un time to market e un risultato come richiesto 
dal mercato. ■ 


Introducing CR-8000 

World's 1 st system-level multi-board 
PCB design environment 



Three dimensions Two hands One environment 


For more information visit: 
http://www.zuken.com/cr8000-revolution 
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Induttori multilayer 
con il più elevato fattore Q 

TDK ha ampliato la propria gamma di induttori multilayer 
MHQ-P high Q con la versione miniaturizzata MHQ0603P in 
package IEC 0603. Con dimensioni di soli 0,65x0,35x0,35 mm, 
il nuovo induttore vanta il più elevato fattore Q al mondo per 

analoghi prodotti mul¬ 
tilayer. 

Il fattore Q tipico in un 
dispositivo da 3,9 nH 
è pari a 35 a 1 GHz. 
Si tratta di un valore 
comparabile con quel¬ 
lo di un analogo indut¬ 
tore a filo, più costoso 
e del 25% più elevato 
rispetto all'induttore 
MLG0603W di TDK. L'elevato fattore Q e le piccole dimensioni 
del dispositivo sono frutto dell'avanzata tecnologia dei materiali 
messa punto da TDK e delle innovazioni nella struttura interna 
dell'induttore. 

Gli induttori MHQ0603P sono stati progettati per realizzare 
circuiti RF più efficienti all'interno di dispositivi multifunzione 
come smartphone e tablet. Si affiancano ai componenti in 
package IEC 1005 costituendo una linea versatile di induttori 
multilayer a elevato fattore Q. 

Driver per motori BLDC 

Texas Instruments ha ampliato la sua gamma di driver per 
motori brushless (BLDC) senza sensori con un nuovo prodotto, 
caratterizzato da elevata efficienza e basso rumore, che richiede 
un ridottissimo numero di componenti esterni, in pratica soltan¬ 
to un condensatore. 

Siglato DRV10963, il nuovo driver sensorless a 5V e tre fasi 
permette infatti di ridurre lo spazio sulle board dell'80%. Il 
DRV10963 utilizza un microcontroller a 16-bit ultra-low power 
MSP430G2452 ed è particolarmente idoneo per l'impiego nei 
device alimentati a batteria. La gamma di tensioni infatti va da 
2,IV a 5,5V, l'RDS (ON) è inferiore a 1,5 ohm e la ridottissima 
corrente in sleep permette di prolungare l'autonomia delle 
batterie, secondo il produttore, fino a 25% rispetto ad altri 
componenti 

Driver per flash a 8A 

ams ha lanciato un driver per flash LED che permette l'erogazio¬ 
ne di una quantità di luce almeno quattro volte superiore rispet¬ 
to ai tipici sistemi flash attualmente presenti negli smartphone. 
Il nuovo AS3630 è in grado di generare una corrente fino a 8A in 
un sistema flash LED, consentendo alle fotocamere dei cellulari 


di scattare foto niti¬ 
dissime. Oggetti in 
rapido movimento 
e in ambienti poco 
illuminati che in 
passato sarebbe¬ 
ro risultati mossi e 
sfocati ora possono 
essere fotografati 
con grande preci¬ 
sione. Allo stesso 
tempo, è possibile 
evitare l'abbaglio e 
il disturbo causati 
dalla luce del flash, 
poiché anche i flash 
di breve durata (lOms) forniscono una quantità di luce suffi¬ 
ciente. 

AS3630 produce una corrente nominale 4 volte superiore e sup¬ 
porta velocità di otturazione sensibilmente superiori. AS3630 
utilizza un'innovativa architettura, in attesa di brevetto, che 
sfrutta tutta l'energia immagazzinata all'interno di un super- 
condensatore (condensatore elettrico a doppio strato, o EDLC). 

Controllori per bridge USB-Seriale 

Cypress Semiconductor ha introdotto una nuova famiglia di 
controller per bridge USB-Seriale. La serie CYC6521x è la prima 
a fornire canali seriali a doppia configurazione per protocolli di 
comunicazione UART/SPI/I2C insieme alla tecnologia di rileva¬ 
mento tattile capa¬ 
citiva CapSense. 

Cypress fornisce 
anche driver pro¬ 
prietari per sup¬ 
portare molteplici 
sistemi operativi. 

La famiglia è anche 
la prima a integrare 
un efficiente siste¬ 
ma di rilevamento 
della carica conforme alla versione 1.2 delle specifiche USB- 
Implementers Forum (USB-IF). Questi controllori vantano un 
consumo di soli 5 pA (in standby). 

La famiglia CYC6521x è composta da tre dispositivi: i 
modelli CYC65211 e CYC65215 prevedono rispettivamente 
canali configurabili a singola e doppia configurazione cia¬ 
scuno in grado di comunicare con protocolli UART, SPI e 
I2C. Il modello CYC65213 è invece un controller per bridge 
USB-to-UART a basso consumo. 

I nuovi controller sono destinati a un'ampia gamma di appli¬ 
cazioni, tra cui dispositivi medicali, apparecchiature industriali, 
terminali POS, cablaggi USB-UART e RS-232, sistemi di gioco, 
dispositivi di test e misura. 
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Mainboard basate su chipset Intel 
di 4a generazione 

Fujitsu Technology Solutions ha avviato la produzione di massa 
di D322x-B, la nuova famiglia di schede madri in formato pATX 
con Socket LGA 1150 che supporta la quarta generazione di 
processori Intel Core. Per la produzione sono stati utilizzati i più 
recenti chipset: 

B85 (scheda 
D3230-B), Q85 

(scheda D3221-B) 
e Q87 (sche- 
daD3222-B). 

Tutte le schede 
condividono gli 
stessi layout e dri¬ 
ver permettendo 
agli integratori 
di soddisfare le 
richieste degli uti¬ 
lizzatori finali In termini di prestazioni e prezzi. La tensione di 
alimentazione delle schede è ottimizzata per garantire i minori 
consumi energetici. La tecnologia SilentFan assicura un funzio¬ 
namento molto tranquillo e sicuro grazie al controllo della ven¬ 
tola in base ai livelli di temperatura. Tutti i modelli dispongono 
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di interfaccia di rete Gigabit Ethernet Intel. Da un punto di vista 
applicativo le schede Fujitsu sono ottimizzate per la gestione 
remota con varie soluzioni software. DeskView offre una soluzio¬ 
ne completa per la gestione in-band, mentre per la gestione out- 
of band è disponibile la soluzione Megarac XMS di AMI basata su 
iAMToDASH. 

IP per il protocollo 
EtherCAT 

Altera ha annunciato la disponibilità di una nuova IP (Intellectual 
Property) completamente verificata per il protocollo EtherCAT 
(Ethernet for Control Automation Technology) da utilizzare con 
gli FPGA della società. L'annuncio è il più recente frutto di una 
collaborazione tra Altera, ETG (EtherCAT Technology Group) e 
Softing Industriai Automation GmbH che ha permesso di defi¬ 
nire una struttura di concessione delle licenze che permette 
agli sviluppatori di sistemi di accedere ai più importanti pro¬ 
tocolli Ethernet per reti industriali (Industriai Ethernet) senza 
dover effettuare pagamenti all'atto della sottoscrizione dei 
contratti di licenza o eseguire la rendicontazione delle royalty 
oppure impegnarsi in prolungate negoziazioni, semplificando 
in definitiva l'integrazione di progetti Industriai Ethernet basati 
su FPGA. 
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Mechatronics, Controls, Automation, Embedded Electronics 

fieramilano, 23-26/10/2013 
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Nuova serie di oscilloscopi 
HM03000 

La nuova serie 
di oscilloscopi 
HM03000 è la 
risposta di HAMEG 
alle esigenze di 
nuove tecnologie 
di misura avanza¬ 
te, dettate dalla 
costante crescita 
in complessità e velocità dei sistemi elettronici. La serie 
HM03000 rappresenta quindi la soluzione vincente in termini 
di larghezza di banda, sampling rate e profondità di memoria: 
con una larghezza di banda di ben 500 MHz, è destinata a 
essere un nuovo punto di riferimento nell'evoluzione degli 
oscilloscopi a segnali misti a prezzi competitivi. 

Soluzione multi-chip per sistemi 
USB-RS-232 



FTDI ha ampliato lo propria serie X-Chip introducendo una 
soluzione a semiconduttore per l'interfacciamento USB- 
RS232. Il bundle USB-DUO, composto da un controler per 
bridge USB e da un transceiver RS232, costituisce una piat¬ 
taforma con cui i progettisti possono realizzare cablaggi per 
la conversione da USB a RS232 a una velocità massima di 250 
kbits/s. 

Il bridge controller FT231XS gestisce la conversione da USB a 
UART mentre il transceiver FT3243S fornisce la conversione 
da digitale a RS232. 

La memoria 

EEPROM interna 



>5? Ó5B- XKS 




di FT231XS può 
salvare i dati 
della configura¬ 
zione e consen¬ 
tire la persona¬ 
lizzazione dei 
descrittori del 
dispositivo al 
fine soddisfare 

particolari preferenze di OEM. Un PLL interno fornisce la 
temporizzazione del sistema. Il tranceiver FT3243S incorpora 
un TVS conforme a EN6100-4-2 (±15 kV).. 

USB-DUO consente inoltre di ridurre la BOM e l'ingombro 
sulla scheda PCB. Ridotto il consumo energetico, solo 9 mA 
quando è in funzione e solo 135 pA in stand-by. La tempera¬ 
tura di esercizio, compresa tra -40 e 85 °C, rende la soluzione 
adatta ad applicazioni industriali. 


Soluzione ADAS più integrata 



Freescale Semiconductor ha lanciato per il settore automo¬ 
bilistico la soluzione più completa a livello di sistema per 
quanto riguarda i sistemi ADAS (advanced driver assistance 
System) basati su radar. 

Il nuovo microcontrol¬ 
lore Qorivva MPC577xK 
e il radar transceiver 
chipset MRD2001 77 GHz 
forniscono la tecnologia 
incorporata necessaria 
per costruire soluzioni 
ADAS basate su radar 
economiche in quanto 
contengono un numero 
inferiore di componenti, 
contribuendo ad aumentarne la diffusione nelle autovetture 
di fascia medio-bassa. Il microcontrollore Qorivva MPC577xK, 
basato sulla tecnologia Power Architecture, fornisce il grado 
di integrazione analogico-digitale più elevato in una solu¬ 
zione single chip per le applicazioni radar eliminando fino a 
quattro importanti componenti aggiuntivi, abbattendo i costi 
a livello di sistema e riducendo lo spazio occupato sulla PCB e 
la complessità del software. 


Nuova Virtuoso Layout Suite 
per "Electrically Aware Design" 


Con la nuova piattaforma Virtuoso Layout Suite EAD 
(Electrically Aware Design), Cadence Design Systems offre un 
approccio rivoluzionario alla progettazione che consente di 
aumentare la produttività dei team di sviluppo e le prestazio¬ 
ni dei custom IC. La progettazione Electrically Aware Design 
offre un'esclusiva capacità di verifica del progetto che per¬ 
mette, ai team di sviluppo, di tenere sotto controllo gli aspetti 
elettrici durante la creazione del layout. Ciò evita di dover 
aspettare il completamento del layout prima di poter verifi¬ 
care il rispetto degli obiettivi iniziali del progetto. Virtuoso 
Layout Suite EAD consente di ridurre fino al 30 percento i 
tempi di progettazione, assicurando parallelamente l'otti¬ 
mizzazione delle dimensioni e delle prestazioni del chip. 
Utilizzando questa innovativa tecnologia, i progettisti 
possono analizzare, simulare e verificare elettricamente in 
tempo reale le scelte di routing, generando così un layout 
"correct-by-construction" dal punto di vista elettrico. La 
visibilità degli effetti parassiti in tempo reale consente di 
ridurre il ricorso a soluzioni di progettazione conservative 
- che prevedano eccessivi margini di progettazione - che 
possono influenzare negativamente le prestazioni e le 
dimensioni dell'area dei chip. 
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Advertorial 

MELCHIONI 


MELCHIONI 

Da oltre 50 anni MELCHIONI rappresenta un punto di riferimento per qualità ed esperienza nel mondo 
dell'elettronica, distribuendo prestigiosi marchi sia in Italia sia all'estero, con migliaia di prodotti per 
le differenti esigenze di mercato, coniugando la qualità e la convenienza a una sostanza tecnologica 
che permetta di vivere meglio. 


PROGETTO MELCHIONI ELETTRONICA 



melcliioiii 


ELETTRONICA 


Da quest'anno è in corso lo sviluppo del Progetto Melchioni 
Elettronica: il potenziamento di una catena di negozi nel settore 
dell'elettronica, validi punti di riferimento per il mercato, volgendo 
l'attenzione a una clientela specializzata di tecnici, installatori, e 
riparatori, attraverso l'offerta di un pacchetto completo di servizi, 
informazioni e prodotti. 

Gli affiliati Melchioni Elettronica sono presenti su tutto il 


territorio nazionale. Le motivazioni per aderire a questo progetto 

sono molteplici: 

1 ) Un'organizzazione proiettata verso prodotti sempre più innova¬ 
tivi e completi. 

2) Situazione magazzino consultabile in tempo reale, tramite l'uti¬ 
lizzo del portale CRM (http://crm.melchioni.it) 

3) Forniture e consegne veloci e precise (in sole 24 ORE), assisten¬ 
za e servizio clienti. 

4) Layout espositivi, cataloghi, display ecc. 

5) Packaging di prodotti in continua evoluzione, al passo coi 
tempi. 

6) Sito internet Melchioni (www.melchioni.it) di facile utilizzo per 
informazioni sul catalogo, le novità e i listini. 



MELCHIONI ELETTRONICA MILANO 


Showroom Melchioni Elettronica, Milano 


Il nuovo Showroom 

Lo showroom MELCHIONI, inaugurato all'interno del negozio di 
via Friuli 18/A a Milano è unico per il suo genere in Italia: si 
affaccia sulla città e sul mercato dell'elettronica come un crocevia 
di spunti e stimoli le cui gamme innovative di prodotti legate all'il¬ 
luminazione, alla videosorveglianza, all'amplificazio¬ 
ne e alla domotica potranno essere ammirate e provate dai 
clienti installatori e professionisti del settore. 

Occhio spalancato sul mondo dell'innovazione tecnolo¬ 
gica, lo showroom MELCHIONI è stato progettato per 
muoversi e generare emozioni, offrendosi al visitatore 
come spunto d'interesse, curiosità ed emozione. ■ 



79 - ELETTRONICA OGGI 430 - SETTEMBRE 201 3 


















PRODUCTS 

^SOLUTIONS 


Controller maXTouch per 
touchscreen Galaxy S4 Mini 

Equipaggiato con 
processore dual core 
a 1,7 GHz e con siste¬ 
ma operativo Android 
4.2.2., Galaxy S4 Mini è 
dotato di un display da 
4,3" super Amoled ad 
alta definizione di tipo 
touchscreen basata su 
MaxTouch di Atmel. 
Grazie al controllore 
mXT336S è possibi¬ 
le utilizzare stilo sottili 
come pure guanti spessi 
e assicura una maggiore precisione e una diminuzione del 
numero di tocchi non intenzionali. Inoltre lo smartphone pre¬ 
senta un display più brillante, rapidi tempi di risposta e basso 
consumo energetico che consente di aumentare la durata 
della batteria. 


LED GaN on Silicon 

Plessey ha annunciato la disponibilità dei sample dei nuovi 
LED da 350mW prodotti nel suo impianto di Plymouth, in 
Inghilterra. Il PLB010350 è il primo LED di Plessey ad alta 
corrente che può lavorare da 350mA a 2A con applicazioni a 
impulsi. 

Si tratta di componenti realizzati su 6 pollici con tecnologia 
GaN su substrato di silicio e utilizzabili per applicazioni come 
accent lighting, wall washing, wall grazing, strip-lighting e 
una vasta gamma di applicazioni di illuminazione a impulsi. 
L'impiego della linea MAGIC GaN di Plessey con processi 
standard per la realizzazione di semiconduttori assicura uno 
yield superiore al 95% e tempi di produzione particolar¬ 
mente ridotti. Questo si traduce in un sensibile vantaggio 
competitivo in termini di costi rispetto ad altri LED di qualità 
paragonabile. 

Controller di temperatura 
bidirezionale 






_ j 


Nuovi prodotti per l'elettronica 
di potenza 


Vincotech ha rila¬ 
sciato una soluzione 
basata su moduli 
per l'elettronica di 
potenza progettata 
per applicazioni fino 
a 400 kW, come per 
esempio gli inverter 
solari trifase. Questo 
modulo 2xflowNPC 
4w ad alta tensione 
utilizza una topo¬ 
logia NPC (Neutral 
Point Clamped) per 
ottenere una elevata 
efficienza e alte frequenze di switching. Vincotech ha presen¬ 
tato anche un nuovo formato per il montaggio a 90 gradi su 
PCB chiamato flow90 0. La prima linea di prodotti in grado 
di utilizzare questo nuovo formato è la flow90PACK 0 con 
topologia six-pack. L'idea alla base di questo design è quella 
di installare i moduli di potenza con un angolo di 90 gradi 
rispetto al PCB, semplificando la connessione del modulo con 
l'aletta di raffreddamento in caso di limitazioni allo spazio 
disponibile. 



Il modello 5R7-388 è un controller di temperatura 
bidirezionale di Oven Industries utilizzabile per moduli 
termoelettrici oppure per riscaldatori resistivi ausiliari. 
Il controller utilizza una configurazione a H-bridge per i 
MOSFET che permette il flusso bidirezionale di corrente 
nei moduli termoelettrici. 



Il 5R7-388 è programmabile tramite una porta RS232 
utilizzando direttamente l'interfaccia di un PC, e si può 
intervenire su diverse modalità di funzionamento. I dati 
sono acquisibili in modalità half duplex e i parametri 
impostati sono ospitati in una memoria non volatile. 

Per quanto riguarda le principali caratteristiche tecni¬ 
che, il controller utilizza un output di 36 VDC, con un 
carico che può andare da 0,1 a 25 A, mentre la termo¬ 
coppia "T" opera in un gamma di temperatura da -200°C 
a 260°C con una risoluzione di 0,05°C . 
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Sistema connettore 
stagno industriale 

Molex Incorporateci ha presentato il sistema connettore stagno 
industriale MX150L, una soluzione robusta progettata per le 
condizioni gravose presenti nei veicoli commerciali, apparec¬ 
chiature marine, nei moduli di alimentazione e nelle apparec¬ 
chiature industriali. Il sistema supera i requisiti di tenuta all'ac¬ 
qua IEC IP67 per 
connettori stagni 
ed è stato com¬ 
pletamente testa¬ 
to in condizioni di 
immersione in vari 
fluidi. I connettori 
MX150L suppor¬ 
tano applicazioni 
di segnali a basso 
livello nonché ap¬ 
plicazioni di ali¬ 
mentazione fino 
a 40,0 A. I clienti 
possono scegliere 
tra le configurazioni "wire-to-wire", "wire-to-panel" e "wire-to- 
board" e in un'ampia gamma di tipi di conduttori e di spessori 
di isolamento per la massima flessibilità di progetto. 



Microcontroller 32-bit 
PIC32MX 


Microchip ha annunciato una 
nuova famiglia di microcon¬ 
troller PIC32MX3/4 (MCU) 
in configurazioni 64/16 KB, 

256/64 KB e 512/128 KB 
Flash/Ram. Questi nuovi 
MCU sono accoppiati a sof¬ 
tware e tool Microchip com¬ 
pleti destinati a progettisti 
di connettività, grafica, audio 
digitale e controllo embedded general-purpose. Gli MCU sono 
un ampliamento della conosciuta serie PIC32MX3/4 di micro¬ 
controller 32-bit di elevate prestazioni. Essi offrono maggiori 
opzioni di memoria RAM e una maggiore integrazione di peri¬ 
feriche ad un costo più basso. I PIC32MX3/4 si distinguono per 
ADC 28 x 10-bit e 5 UARTS, prestazioni 105 DMIPS, periferiche 
seriali, display grafico, capacitive-touch, supporto per audio 
digitale e connettività. La famiglia di PIC32 MX3/4, e di soluzioni 
complete Microchip, consente ai progettisti di applicazioni 
dei settori consumer, elettrodomestici, medicale e industriale 
di aggiungere funzionalità di elevata qualità, audio low-cost, 
capacitive touch, e display grafico, oltre a USB, con sviluppo più 
veloce e a costi inferiori e rischi ridotti. 




spsipcdrives 


Tecnologie per l'automazione industriale 
Sistemi e componenti 
Fiera settoriale internazionale e congresso 
Norimberga, Germania, 26-28 novembre 2013 


Answers for automation 


Scopri la fiera dell'automazione industriale 
leader in Europa con: 

• 1.450 espositori 

• tutti i principali player del settore 

• prodotti e soluzioni 

• innovazioni e tendenze 


gratuito in 


l'accesso 

.com/sps/tickets 


Registrati per 
vjvvw.mesago 


Mesago 

Messe 

Management 


Per ulteriori informazioni: 

+49 711 61946-828 o sps@mesago.com 







EXPO 


M 11 ANOJ 015 

TOM Mt AMO 


Mfcawo OflW m Partnav 



Dal 1° maggio al 31 ottobre 2015 Mi¬ 
lano ospiterà l'Esposizione Universale. Il 
tema attorno cui si svilupperà la mani¬ 
festazione è 'Nutrire il Pianeta, Energia 
per la Vita'. In un mondo in cui oltre un 
miliardo di persone soffre di fame, o al 
contrario di obesità, e che nel 2050 sarà 
abitato da 9 miliardi di individui, i pro- 

• -, 41-- V-'" 


prime imprese ad aver investito risorse ed esperienze per rea¬ 
lizzarlo, in qualità di Partner della manifestazione. 

I padiglioni sorgeranno su una superfìcie di circa un milione di 
metri quadrati, lungo l'asse di Rho-Fiera e di Malpensa. 

È un'area strategica, collegata a due autostrade, a pochi chilo¬ 
metri dagli aeroporti di Linate e Malpensa, servita dalla linea 
ferroviaria ad alta velocità e dalla metropolitana. 

L'esposizione e le migliaia di appuntamenti (eventi culturali 
e spettacoli), previsti per i sei mesi della manifestazione, por¬ 
teranno a Milano più di 20 milioni di visitatori, 130 Nazioni, 
aziende e organizzazioni internazionali. Ad oggi Expo Milano 
2015 conta 129 adesioni ufficiali. 

I numeri 

Tema: 'Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita' 

Datari maggio-31 ottobre 2015 (184 giorni) 

Obiettivi: 130 Paesi, 20 milioni di visitatori 
Sito espositivo: circa un milione di metri quadri 
Investimenti pubblici per l'evento: 1,3 miliardi di euro 
Contributo del settore privato: 0,3 miliardi di euro 
Investimento dei partecipanti ufficiali: circa un miliardo di euro 
Benefìci per il turismo: 5 miliardi di euro 

EO 

elettiortog 

www.elettronica-plus.it 


blemi legati all'alimentazione si impongono con urgenza. Expo Milano 2015 affron¬ 
terà il tema dal punto di vista economico, scientifico, culturale e sociale, chiamando 
a raccolta intelligenze e competenze da tutto il mondo. 

I Paesi partecipanti saranno chiamati a proporre soluzioni concrete per rispondere 
ad alcune sfide decisive: assicurare il diritto a un'alimentazione sana, sicura e suf¬ 
ficiente per tutti; garantire la sostenibilità ambientale, sociale ed economica della 
filiera agroalimentare e salvaguardare la consapevolezza del gusto e della cultura del 
cibo. L'obiettivo di Expo Milano è dare al mondo le linee guida, 
ragionate e condivise, per vincere tali battaglie. Expo Milano 
2015 lascerà anche un'eredità materiale: il sito espositivo di¬ 
venterà una smart city del futuro, un quartiere intelligente ed 
ecologico nell 'uso della tecnologia e dell 'energia. 

Aziende di rilievo internazionale hanno deciso di scommettere 
su questo progetto: Telecom Italia, Cisco, Accenture, Enel, In¬ 
tesa San Paolo, Selex ES, Carne, Fiat, Cood e lllv sono state le 
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PER LAMPADE WATERPROOE 



MW 


MEAN WELL 



PADOVA □ MILANO □ TORINO □ FIRENZE □ NAPOLI □ ROMA 


STREET LICjHTINCj 


STAGE LIGHTING EMBEDDED LIGHTING 



Voi costruite le lampade più belle, progettate le soluzioni più innovative... 
noi vi diamo i migliori alimentatori che possiate trovare ma ad un prezzo 
molto interessante. 

La RAFI ELETTRONICA S.r.l. insieme a Mean Well presentano la nuova 
gamma di alimentatori switching per illuminazione a led da 18 a 240 Watt, sei 
serie distinte, diversi modelli per svariate applicazioni, sia da INTERNO che da 
ESTERNO. 

Possibilità di customizzazioni su specifiche del cliente, range di ingresso da AC 
90 a 264 VAC e tensioni di uscita fino a 48 VDC. Alta affidabilità e costi molto 
competitivi. 

Grado di protezione IP64 / IP65/ IP67 con PFC (Power Function Control) attivo. 

Per maggiori informazioni su questi ed altri prodotti non esitate a contattare la 
RAFI ELETTRONICAS.r.l. 



RAFI ELETTRONICA SRL 

PIAZZALE EUROPA 9 
10044 PIANEZZA ( TO) 
TEL . 011/96 63 113 - 011/99 43 000 
FAX 011/99 43 640 
SITO WEB : www.rafisrl.com 
E-MAIL : rafi@rafisrl.com 
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La crescita del mercato 
deirilluminazione a LED 

Un report di Yole Développement indica che il fatturato del 
mercato dell’illuminazione a LED raggiungerà i 435 milioni di 
dollari nel 2013, cifra che si stima salirà fino 516 
milioni di dollari nel 2016, spinta da diversi fattori fra 
cui la necessità di una sempre maggiore efficienza 
energetica. In termini di driver, la crescita si stima 
che sarà alimentata principalmente dalle necessità 
dell’illuminazione stradale, nei tunnel e sulle au¬ 
tostrade, a partire dal 2014. Nel 2017, invece, gli 
analisti prevedono una contrazione delle dimensioni 
del mercato a causa della diminuzione delle sostitu¬ 
zioni di componenti, visto che la vita delle lampade 
a LED è maggiore rispetto a quelle che utilizzano le 
precedenti tecnologie, e delle dinamiche dell'ASP. In 
generale, il passaggio a sistemi di illuminazione a 
LED per esterni inoltre implica diversi cambiamenti 
nell’industria. 

Per esempio la supply Chain per il lighting outdoor 
coinvolge un numero maggiore di industrie come 


quella del controllo o quella dei cavi, che devono riprogettare i 
relativi prodotti per renderli economicamente interessanti e tec¬ 
nologicamente adeguati (per esempio servono nuovi sistemi di 
alimentazione di controllo a causa delle maggiori correnti iniziali 
di start dei LED). 


Mercato dei sistemi a LED per illuminazione stradale 

(Fonte: Yole Développement) 

LEO luminalre market site for road and Street lighting (2008-2020) 



Le stime per il mercato 
degli elettrodi trasparenti 

Displaybank ha pubblicato il report “Transparent Electrode Techno¬ 
logy Trends and Market Forecast 2013” che sottolinea come il mer¬ 
cato degli elettrodi trasparenti dovrebbe crescere fino a 5,1 miliardi 
di dollari entro il 2020 dagli 1,9 miliardi di dollari del 2012. 

Questo tipo di elettrodi sono caratterizzati da un elevato livel¬ 
lo di trasmissione della luce (oltre l’85%) nello spettro visibile, 


e da una bassa resistenza, solitamente inferiore a 1x10-3 n- . 
Questo tipo di materiale è molto importante per l’industria IT e uti¬ 
lizzato per la realizzazione di display, pannelli fotovoltaici, pannelli 
touch e altri componenti 

Dal punto di vista delle dimensioni del mercato, quello dei display 
e dei sensori touch sono attualmente i principali per questo tipo di 
componenti. Il segmento dei display flessibili dovrebbe inoltre cre¬ 
scere per raggiungere, secondo le stime, l’11 % entro il 2019. Per le 
tecnologie, entro il 2020 si prevede che quelle basate sull’argento 
o nanotubi in carbonio saranno le più promettenti per sostituire 
quelle attuali basate su ossidi. 


LED più efficienti con il GaN 

Una nuova struttura presso Cambridge, costata un milione di sterline, consentirà ai ricercatori dell’ università di accelerare le ricerche per aumen¬ 
tare l’efficienza dei LED. La struttura è dedicata alla crescita del nitruro di Gallio, un materiale fondamentale per l’industria elettronica, tramite 
un apposito reattore. Questo reattore permetterà, fra l’altro, di migliorare i sistemi per la realizzazione di LED a basso costo su substrati di silicio. 
Anche se i LED costituiscono infatti una fonte di illuminazione efficiente, la loro produzione è ancora relativamente costosa e l’obiettivo è quello 
di ridurre questi costi del 50%. Altre ricerche, invece, riguardano LED con colori regolabili, in grado di riprodurre l’illuminazione solare naturale. 
Le ricerche di questa università sull’impiego del nitruro di Gallio nell’elettronica, mirano anche a ridurre i consumi di energia del 9% a livello 
nazionale. Le ricerche si stanno muovendo infatti anche verso lo “smart lighting”, sistemi cioè dove i LED per l’illuminazione sono accoppiati a 
sensori che possono accenderli e spegnerli, o modificare la loro luminosità, in base alla presenza di persone in una stanza e in base alla luminosità 
ambientale. I ricercatori, inoltre, ritengono che i LED possano essere utilizzati anche per applicazioni come la purificazione dell'acqua dai batteri 
sfruttandone le emissioni nel campo dell’ultravioletto. Un problema a cui stanno lavorando è quello del Green Gap. I LED bianchi infatti attualmente 
sono realizzati partendo la LED blu e utilizzando un rivestimento di fosfori per cambiarne i colore, un sistema non molto efficiente. Una strada 
migliore per realizzare LED bianchi è quella combinare LED blu, rossi e verdi, ma il problema è che l’efficienza dei LED verdi è sensibilmente 
inferiore a quelle del LED con le altre due colorazioni. 
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I mercati LED 
e power electronic 
visti da Lux Research 


Le previsioni per i mercati dei LED e dell’elettronica di potenza sono 
decisamente buone e le stime indicano infatti per i prossimi dieci anni 
delle crescite rispettivamente fino a 100 miliardi di dollari e fino a 15 
miliardi. Se però le opportunità offerte sono chiare, spesso il posizio¬ 
namento delle diverse aziende lo è forse di meno. 


Lux Research ha realizzato una analisi in base al valore delle tecnolo¬ 
gie e la capacità di business delle diverse aziende da cui emerge che 
i player della tecnologia SiC dominano il mercato dell’elettronica di 
potenza. Fra questi emerge Cree, un’azienda completamente integrata 
e focalizzata sulla tecnologia SiC, mentre altri player si affidano ancora 
molto su componenti basati su silicio. 

Cree, nella classifica di Lux Research, ha una posizione dominante 
anche per i LED, e ha commercializzato con successo LED basati su 
substrati SiC. Altre aziende dominanti in questo mercato sono Nichia 
con i suoi IP, mentre Samsung, Philips e Osram Opto Semiconductor 
hanno realizzato dimostrazioni di LED basati su tecnologia GaN. 


La crescita del mercato 
dei display flessibili 

Il mercato dei display flessibili si prevede che crescerà sensibil¬ 
mente nei prossimi sette anni spinto dalle esigenze di diverse 
applicazioni come per esempio quelle degli smartphone e quelle 
degli schermi giganti installati sugli edifici. 

A sostenerlo è un report di IHS intitolato 
“Flexible Display Technology and Market 
Forecast” che stima il 792 milioni il numero 
di unità di questo tipo che dovrebbe essere 
consegnato nel 2020, dai 3,2 milioni del 
2013, con una crescita quindi di quasi 250 
volte. Il fatturato di questo mercato dovreb¬ 
be raggiungere i 41,3 miliardi di dollari nel¬ 
lo stesso periodo preso in considerazione. 

IHS classifica i display flessibili in quat¬ 
tro generazioni tecnologiche. La prima è 
quella dei pannelli che stanno entrando 
ora sul mercato, caratterizzati dal ricorso a 
un substrato flessibile, ma che non posso¬ 
no essere piegati o arrotolati. La seconda 
generazione è composta da display che 
invece potranno essere piegati, anche su 


superfici curve. La terza generazione consiste in display che 
saranno realmente flessibili e arrotolabili che potranno essere 
facilmente gestiti dagli utenti. La quarta generazione, infine, 
consiste in display “usa e getta” che saranno talmente econo¬ 
mici da poter sostituire la carta. 

IHS ritiene che, dal punto di vista tecnologico, gli OLED saranno 
quelli che domineranno i display flessibili nel prossimo futuro, 
con il 64% nel 2020. 


Mercato display flessibili in miliardi di dollari e milioni di unità 

(Fonte: IHS -June 2013) 


Global Flexible Display Market Shipmem Forecast 
(Billtons of U.S. Dollars and Mtllions of Unita) 

S4S |-1 800 



2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
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I materiali per la produzione dei LED 

Se nel 2010 la supply Chain dei lingotti e dei substrati per la produzione di LED ha visto una sensibile crescita dei prezzi e anche uno shortage, 
nel 2011, invece, il fatturato è sceso rapidamente a causa dei problemi dell'industria de LED. Le previsioni di DisplavESank indicano comunque 
che questo mercato dovrebbe crescere fino a circa 325 milioni di dollari nel 2015. 

Se nel recente passato la crescita della domanda di questi materiali infatti è stata pilotata dallo sviluppo dei LED per la retroilluminazione degli 
schermi per TV, tra i driver della prossima crescita ci sono, invece, gli sviluppi del mercato dei LED per l'illuminazione. 
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LED DRIVER 

Driver per LED modulari 
per ridurre il time-to-market 

Un’analisi dei pericoli insiti nello sviluppo autonomo e un’analisi dei motivi per 
i quali un driver per LED “off-the-shelf” rappresenta in genere la soluzione migliore 


Thomas Rechlin 

Field application engineer 

RECOM Electronic GmbH 


Le schede tecniche di CI di driver per LED in 
genere colpiscono molto, in quanto prometto¬ 
no alte prestazioni e molte funzioni a un bas¬ 
so prezzo. In pratica sono però presenti molti 
ostacoli non menzionati nelle schede e gli svi¬ 
luppatori possono incorrere in problemi. A ciò 
si aggiunge il fatto che sviluppo, test e certifica¬ 
zione dei driver per LED rappresentano spesso 
una procedura laboriosa e cara. Ciò vale in par¬ 
ticolare per driver per LED AC/DC. In pratica 
un modulo pronto e verificato esclude le fasi di 
sviluppo più intense e permette di risparmiare 
l' 80 % circa del processo di design. 


Modulare rispetto a discreto: considerazioni generali 

Un’opinione comune riguardo ai driver per LED conti¬ 
nua a essere che una soluzione realizzata appositamente in 
modo discreto rappresenta sempre la variante più economi¬ 
ca rispetto a una soluzione modulare. Ciò non tiene però 
conto di tutti i fattori. Se i costi di un driver per LED modu¬ 
lare vengono confrontati con i costi del BOM (Bill of Mate¬ 
rial) di una configurazione discreta, allora questa opinione 
è vera. Qui però si confrontano mele con pere. I veri e pro¬ 
pri costi di una configurazione discreta sono molto più alti 
del solo BOM. Un’ulteriore aggravante è dovuta al fatto che 
i driver per LED vengono in genere debiliti come uno degli 
ultimi componenti del processo di design e quindi il fattore 
tempo svolge un ruolo determinante. 

Nella decisione fra un modulo o una soluzione discreta oc¬ 
corre tenere conto dei punti sotto elencati. 



1) Progettazione 

La domanda fondamentale in questo caso è se sia disponi¬ 
bile un know how ingegneristico sufficiente per lo sviluppo 
di una soluzione discreta. Un modulo è una soluzione plug- 
and-play che può essere integrata in modo relativamente 
facile in un sistema di illuminazione, il che pennette d’al¬ 
tra parte una rapida maturità di mercato e un veloce lancio 
della vendita del prodotto. A ciò si aggiunge che i costi di 
sviluppo per una soluzione discreta, a causa di un redesign 
eventualmente necessario, possono superare di gran lunga 
i costi ben calcolabili di un driver per LED modulare già 
certihcato. 

2) Assemblaggio/magazzino 

In primo piano si trova l’aspetto del semplice utilizzo. Per 
una soluzione modulare occorre tenere in considerazione 
una sola componente da un fornitore. Ciò semplibca non 
solo la logistica, ma anche la produzione, in quanto il ri- 
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Fig. 1 - Rendimento in funzione di tensione d’iir 
gresso e carico 


Maximum Power Dissipatori 



Fig. 2 - Derating della dissipazione (relativamente 
ai grafici della Fig. 1) 


fornimento di pezzi viene facilitato in modo fondamentale. 
A ciò si aggiunge la sicurezza di una qualità costante dei 
prodotti, poiché viene acquistato sempre lo stesso compo¬ 
nente e non occorre prestare attenzione alle tolleranze dei 
componenti. Anche il pericolo che venga interrotta l'inte¬ 
ra produzione a causa della mancanza di un componente 
(come condensatore, induttanza, resistenza e così via) è 
praticamente escluso. 

3) Certificazione 

La certificazione di un driver per LED può essere un pro¬ 
cesso molto lungo, difficoltoso e caro. Non capita di rado 
che a causa dei risultati nel laboratorio di test siano necessa¬ 
ri diversi tentativi per ricevere i certificati necessari. Questi 
“giri” comportano costi addizionali e ogni redesign costa 
non solo denaro, ma soprattutto tempo. Se si sceglie invece 
un driver per LED modulare le certificazioni e i problemi 
descritti non sono contemplati. 


4) Affidabilità 

L’argomento affidabilità va a braccetto con concetti come 
garanzia o immagine di un prodotto. Forse in un’azienda 
è ancora possibile calcolare correttamente gli MTBF, ma si 
pone la domanda se sono disponibili i laboriosi e cari siste¬ 
mi di test per la durata di vita e l'affidabilità. A parte il pro¬ 
cesso di sviluppo e il suo fattore di tempo e costo, si tratta 
in ultima istanza della decisione se ci si vuole assumere la 
responsabilità di un design “in house” oppure se questa si 
vuole lasciare a un fornitore esperto. 

Per adottare la decisione e assumersi la responsabilità di 
una soluzione discreta concorrono tre fattori fondamentali: 

• la disponibilità di capacità di sviluppo o l’urgenza; 

• il fatto che siano programmati un gran numero di pezzi, 
per esempio retrofit; 

• il ciclo di vita richiesto per il prodotto, per esempio supe¬ 
riore ai 20 anni. 

In tutti gli altri casi un driver per LED pronto, testato e già 
certificato è più conveniente dal punto di vista complessivo 
di una propria soluzione. 

Difficoltà nelle schede tecniche 

Le schede tecniche dei CI di driver per LED presentano 
spesso delle funzioni impressionanti. A prima vista promet¬ 
tono una soluzione di driver rapida realizzabile con un ca¬ 
blaggio relativamente semplice. Ma il problema sono sem¬ 
pre i dettagli, come si vede dai seguenti esempi. 

1) Rendimento e temperatura 

In genere nella scheda tecnica si trovano i più diversi grafici 
che presentano un buon rendimento (Fig. 1). Per sondare 
i limiti delle prestazioni dei CI e poter stimare l'andamen¬ 
to con la temperatura occorre un’osservazione più precisa. 
Una possibilità viene offerta dal derating e dalla dissipazio¬ 
ne (Fig. 2). Un tale grafico, ammesso che sia presente, si 
trova in genere verso la fine della scheda tecnica. Il rappor¬ 
to fra dissipazione, massima temperatura di esercizio ed ef¬ 
fettive prestazioni del CI viene chiarito dai seguenti esempi 
di applicazioni. 

a)Vin = 12 V, 3x IEP da 1 Wall’uscita 



TIME 

Fig. 3 - Curva a vasca da bagno 
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Dai grafici del rendimento (Fig. 1, curva rossa) si nota un 
valore del 90% per questa configurazione. Ciò significa 
che la dissipazione è pari a 300 rnW (calcolo: 3 x 1W x 
10%). Un’occhiata al derating della dissipazione (fig. 2) 
mostra per questo caso che la temperatura massima di 
esercizio è pari ad 80 °C. Finora tutto a posto. 

b) Vin =24 V, 5xLED da 1 W all’uscita 

Per questo caso si ottiene un rendimento del 92% (fig. 1, 
curva gialla) e pertanto una dissipazione di 400 mW. Ciò 
significa però, conformemente alla fig. 2 che per questa 
applicazione è solo più ammissibile una temperatura di 
esercizio massima di 40° C. 

c) Vin =30 V, 7xLHD da 1 W all’uscita 

In tal caso il rendimento è del 93% (Fig. 1, curva blu), 
ancora superiore, ma anche la dissipazione continua ad 
aumentare e arriva a 490 mW. Ora però con il grafico del 
derating (Fig. 2) è chiaro che il CI non è in grado di elimi¬ 
nare una dissipazione superiore a 450 mW. Ciò significa 
che in tal caso si surriscalderebbe. Questa configurazione 
non è pertanto possibile sebbene sia indicata nelle specifi¬ 
che di base del CI. 

Per mezzo di questi esempi si riconosce molto bene che le 
specifiche di base di tali CI per driver per LED valgono in 
genere per il “best case”. Perciò il CI può anche raggiun¬ 
gere rapidamente i suoi limiti, nonostante si muova entro 
i valori specificati. Bisogna qui riconoscere che il produt¬ 
tore del CI definisce il “best case” con scritte in caratteri 
piccoli come “.. .typical application circuit driving XY-LED 
at following conditions...” , ma ciò non cambia molto ri¬ 
guardo all’argomento di cui sopra. 

2) CEM 

Su questo argomento le schede tecniche dei CI di dri¬ 
ver per LED in genere non riportano niente. Ciò ha 
come conseguenza che nei test di CEM spesso ci si tro¬ 
va di fronte a una brutta sorpresa, poiché il circuito pre¬ 
senta le emissioni di una stazione radio. In particolare 
quando si tratta di raggiungere i limiti della classe B, ciò 
costringe spesso a un laborioso redesign con un compli¬ 
cato cablaggio dei filtri e una costosa perdita di tempo. 
RECOM facilita qui la vita ai progettisti offrendo driver per 
LED modulari con filtri integrati di classe A o B. 

3) Regolazione 

Molti CI per driver per LED offrono solo la possibilità di 
realizzare la modulazione tramite un segnale PWM. Ciò 
significa naturalmente che per il pilotaggio non sono suf¬ 
ficienti semplicemente una tensione esterna (spesso è 
disponibile una tensione di controllo da 1 V a 10 V) o un 
potenziometro, ma che a tal scopo è necessario un circu¬ 
ito addizionale per generare il segnale PWM. Ciò provo¬ 



ca a sua volta un layout più complesso e un aumento del 
numero di componenti, che influenza chiaramente in 
modo negativo i costi e la stabilità del sistema. 

Un altro problema deriva dal fatto che spesso non è dispo¬ 
nibile un vero ingresso PWM, ma questa funzione viene 
realizzata attraverso il pin CTRL. Ciò non significa però 
nient’altro che anche il CI viene sempre attivato e disattivato 
completamente al posso di essere modulato solo il segnale 
di uscita. Questo può a sua volta comportare problemi per 
quanto riguarda la linearità. Le criticità si riscontrano in par¬ 
ticolare nell’intervallo fra lo 0% e il 10%, poiché soprattutto 
qui l’occhio percepisce vivamente le variazioni dell’intensità 
luminosa, dato che a differenza che con le comuni lampadi¬ 
ne la temperatura di colore in pratica non varia. 

Le schede tecniche appaiono spesso migliori della realtà, 
anche se in fondo sono una buona base per la scelta del CI 
per driver più adatto. Se però non contengono importanti 
dettagli come chiare indicazioni sui limiti di potenza o dati 
relativi al comportamento CEM, occorre essere diffidenti. 

Affidabilità e durata 

L’affidabilità è strettamente legata all’MTBF (Mean Time 
Between Failure). Il significato dell’MTBF si può chiarire 
nel modo più semplice con la “curva a vasca da bagno” (Fig. 
3), che si suddivide in 3 aree: i guasti precoci, l’aspettativa 
di vita nonnaie e la zona della fine di vita. L’MTBF ricopre 
in tal caso solo l’area intermedia, vale a dire che esclude sia 
la mortalità infantile che gli effetti delle usure. Perciò per i 
driver per LED vengono generalmente indicati anche valori 
di MTBF dell’ordine di grandezza delle 600.000 ore. 
L’MTBF viene determinato in base alla seguente formula: 

^DRIVER ^ COMPONENTI 

Ciò significa che per calcolare l’MTBF del driver per LED 
definitivo devono essere conosciuti i valori degli MTBF di 
tutti i componenti. Tali valori possono essere ricavati consul¬ 
tando diverse banche dati. Una delle più famose, utilizzata 
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Fig. 4 - RCD-48 di RECOM con condensatori ceramici (a sinistra) a con¬ 
fronto con un prodotto di concorrenti con condensatori elettrolitici (a de¬ 
stra) 


dalla maggior parte dei fabbricanti è il Military Handbook 
217, versione F (MIL HDBK217F). In tal modo è possibile 
anche stimare l’affidabilità di un sistema già nella fase di 
sviluppo. 

Cosa significa un MTBF di 600.000 ore? Corrisponde a una 
durata di 68 anni? Naturalmente non è così. L’MTBF è solo 
un’indicazione per il tasso di guasto entro un determinato 
intervallo di tempo, per esempio: 


•2% di guasti all’anno -> è MTBF 
= 438.000 ore (8760 ore / 2%) 
•5% di guasti entro 5 -> anni è 
MTBF = 876.000 ore (5 x 8760 ore 

/5%) 

Addizionalmente occorre osser¬ 
vare che anche la temperatura in¬ 
fluisce sul calcolo dell’MTBF. Per 
mezzo dell’equazione di Arrhe- 
nius è possibile rappresentare la 
relazione fra la velocità di reazio¬ 
ne chimica e la temperatura. In 
elettronica da ciò deriva una mag¬ 
giore frequenza di guasti dovuti 
alla temperatura, come regola di 
massima vale: “Un aumento della 
temperatura di 10 °C dimezza l’a¬ 
spettativa di vita.” 

L’esempio nella casella accanto 
spiega molto bene i forti effet¬ 
ti della temperatura ambiente 
sull’affidabilità di un sistema. 

Un ulteriore fattore determinante 
per l’affidabilità di un driver per 
LED è la scelta dei corretti com¬ 
ponenti, in particolare i condensa- 
tori. Nel cablaggio del CI del driver per LED continua ad 
avvenire che si ricorra ai convenienti condensatori elettro- 
litici, invece di impiegare condensatori ceramici (MLCC) 
ad alta qualità. 

Perché i condensatori elettrolitici sono tanto critici per 
quanto riguarda l’affidabilità? L’elettrolita impiegato nel 
condensatore è un liquido che nel corso del tempo evapora 
e di conseguenza provoca un guasto completo. Ciò avviene 


Esempi di applicazioni 

Per un’applicazione è consentito un tasso di guasto annuale massimo del 5% per una temperatura ambiente pari a 40 °C. 
L’MTBF a tal scopo necessario si calcola come segue: 

MTBF (25°c) = 8760 ore 7 5% = 175.000 ore 

MTBF (40 o C) = MTBF (25 o C) x fattore di accelerazione* (3) = 526.000 ore 

Se per questa applicazione si cambia ora la specifica e si stabilisce una temperatura ambiente di 50 °C, ciò significa, per il 
valore MTBF quanto segue: 

MTBF (50 o C) = MTBF (25 o C) x fattore di accelerazione* (6) = 1.050.000 ore 

* Il fattore di accelerazione si calcola per mezzo dell’equazione di Arrhenius e per 25 °C è tipicamente uguale a 1. Per 40 °C si ottiene di conseguenza un 
fattore 3 e per 50 °C un fattore 6. 


Vili 
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Fig. 5 - Diagramma a blocchi di una tipica configurazione di test di driver 
per LED AC/DC 


tanto più rapidamente quanto 
più elevate sono le temperatu¬ 
re a cui è sottoposto. Così in 
genere i condensatori elettro- 
litici sono anche i componenti 
che influenzano, vale a dire li¬ 
mitano, in misura maggiore la 
durata complessiva dei driver 
per LED. Riassumendo si può 
perciò affermare che l’MTBF 
non dà alcuna informazione 
suH’aspettativa di vita, ma è un 
buon indicatore dell'affidabi¬ 
lità di un sistema o di un com¬ 
ponente. Perciò è tanto più 
importante armonizzare bene i 
valori MTBF dei singoli compo¬ 
nenti di un sistema discreto, in 
quanto il sistema complessivo ha sempre la qualità del suo 
peggior componente. Contrariamente all’MTBF calcolato, 
il “design lifetime” specificato dalla RECOM è un reale va¬ 
lore testato che indica l'effettiva aspettativa di vita del dri¬ 
ver. Però tali dati più seri si trovano solo difficilmente nelle 
schede tecniche. 

Certificazione 

Un ulteriore punto, importante nello sviluppo di un pro¬ 
prio driver per LED, è rappresentato dalla certificazione. 
Questo processo laborioso, costoso e che richiede molto 
tempo, può ritardare spesso notevolmente l'introduzione 
sul mercato. 

Qui di seguito solo un piccolo estratto delle norme intema¬ 
zionali che occorre rispettare. 

• Requisiti generali di sicurezza 

• EN 61347-1 ed EN 61347-2-13 

• UL 8750 

• Marcatura CE 
•CEM 

• EN 55015 

• EN 55022 

• EN 61000 

• EN 61547 

• UL 1310 

• Direttiva RoHS 2002/95/CEE 

• Regolamento REACH (CE) 1907/2006 

• Direttiva EuP 2009/ 125/CE 

• Direttiva WEEE 2002/96/CE 

In particolare la marcatura CE rappresenta spesso un ri¬ 
schio sottovalutato: può essere scritta dal fabbricante stesso 
e afferma che il prodotto è confonne a tutte le direttive e 
norme rilevanti. Questa conformità è un criterio facile da 
soddisfare, poiché è sufficiente compilare un modulo, si¬ 


gnifica però che in tal modo ci si assume la piena responsa¬ 
bilità per quanto riguarda prestazioni di garanzia e di risar¬ 
cimento dei danni. 

Particolarità relative ai driver per LED AC/DC 

Il design di un driver per LED AC/DC è caratterizzato non 
solo da un’elevata complessità della struttura, ma anche da 
particolari requisiti di sicurezza. Ciò deriva dal fatto che qui 
si lascia il terreno sicuro della SELV (bassissima tensione 
di sicurezza). Ciò vale però non solo per il prodotto pron¬ 
to, ma già nel processo di sviluppo e di test, in quanto qui 
si deve già lavorare con la tensione di rete. In tal modo è 
inevitabile addizionalmente un’attenzione particolare per 
la protezione della salute e della vita delle persone. 

Inoltre le disposizioni di legge vincolanti, come per esem¬ 
pio la direttiva EuP o Energy Star, impongono elevati re¬ 
quisiti di efficienza e qualità dei driver per LED AC/DC. F 
ra l'altra a partire dai 25 W è prescritto un Power Factor 
Correction (PFC) che aumenta ulteriormente la comples¬ 
sità di un montaggio discreto che richiede anche elevati 
requisiti delle dotazioni di sviluppo e di test. L’equipaggia¬ 
mento di base comprende analizzatore di potenza, alimen¬ 
tatori a elevata efficienza o carichi di LED a commutazione 
reale. Se si vogliono integrare ulteriori funzioni, come per 
esempio regolazione a TRIAC è tra l’altro necessario anche 
un generatore casuale per poter simulare in modo vera¬ 
mente realistico le forme di segnale dei diversi varialuce a 
parzializzazione. Il diagramma a blocchi rappresentato in 
figura 5 mostra molto bene quanto laboriosa è già la confi¬ 
gurazione di test standard per un driver per LED AC/DC. 
Infine il proprio sviluppo di un driver per LED AC/DC è 
sconsigliabile se in azienda non si è già acquisito il relativo 
know how. Si consiglia in tal caso di ricorrere a un prodotto 
pronto, testato e certificato di un fabbricante noto. 
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LED: l’evoluzione continua 


L’efficienza dei LED e il loro prezzo di vendita commerciale hanno raggiunto 
il punto di inflessione che permette la loro adozione in una vasta gamma di 
applicazioni di illuminazione 


Tony Armstrong 

Director of product marketing 

Power Products 

Linear Technology 

tarsmtrong(al incar.com 


Negli ultimi mesi nel campo dei LED vi sono stati un 
paio di annunci di un certo interesse. Il primo arriva da 
Cree: l’azienda ha presentato una serie rivoluzionaria 
di lampade a LED con un prezzo di vendita al dettaglio 
che, secondo loro, accelererà l’accettazione da parte dei 
consumatori. Secondo quanto riportato, questa nuova 
lampada Cree è progettata per durare 25.000 ore e ha 
un prezzo di 12,97 dollari per la lampada a incandescen¬ 
za di ricambio a luce calda da 60 watt, con un risparmio 
energetico dell’84% rispetto alle lampade a incande¬ 
scenza tradizionali. L’azienda prosegue spiegando che 
la cosa più importante per i consumatori è che, sosti¬ 
tuendo le lampade a incandescenza con quelle a LED 
di Cree nei cinque portalampade più utilizzati in casa, 
è possibile ottenere un risparmio di 61 dollari all’anno 
sulla bolletta della luce. 

E come se non bastasse, queste lampade a LED sono 
acquistabili solo tramite ‘The Home Depot’. In questo 
modo l’azienda può offrire al grande pubblico un’ab¬ 
bondante scorta di lampade a LED che sono subito di¬ 
sponibili a poca distanza da casa. 

Il secondo comunicato stampa riguarda la parte sospesa 
del famoso ponte sulla Baia di San Francisco: qui negli 
ultimi 18 mesi sono stati installati 25.000 LED, a una di¬ 
stanza di 30 cm circa l’uno dall’altro, dalla parte supe¬ 
riore delle torri e dei cavi di sospensione bno al ponte. 
Per chi non lo conoscesse bene, questo ponte ha uno 
sviluppo di quasi 2 miglia da San Francisco all’isola di 
Yerba Buena, al centro della Baia di San Francisco. 
Il progetto è stato gestito dalla Bay Lights, la società 
che ha creato gli algoritmi che cambiano continua- 
mente per dare vita ai LED. Ogni luce è controllata 



singolarmente e i motivi che vengono realizzati sono 
esclusivi per questo progetto biennale. Il sistema di 
illuminazione, realizzato da Philips Color Kinetics, è 
progettato per consumare l’85% in meno di energia 
rispetto alle soluzioni tradizionali (non basate su 
LED). I LED forniti da Philips Color Kinetics sono 
del tipo eW Flex SLX con una temperatura di co¬ 
lore di 4200 Kelvin. Sono stati installati quasi 4,5 
miglia di luci. 

Questi due eventi rappresentano simbolicamente 
tutti i progressi tecnologici fatti in materia di emis¬ 
sione luminosa dei LED (espressa in lumen per watt 
o lm/W) e la loro accessibilità commerciale grazie al 
risparmio energetico annuale che queste installazio¬ 
ni consentono di ottenere. 
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Tabella 1 - Confronto tra LED, CFL e lampade a incandescenza 

Proprietà/fonte luminosa 

LED 

CFL 

Incandescenza 

Efficienza (lumen/watt) 

D3 80 3 180 

In futuro >200 

Da 40 a 70 

Da 10 a 15 

Watt di elettricità usati 
(equiv. a lampada da 60W) 

8-10 

13-15 

60 

Durata (ore) 

>50K 

Da 2000 a 10000 

Da 1000 a 2000 

Alimentazione 

DC 

AC 

Offline AC 

Dimmerabile con TRIAC 

Sì 

No 

Sì 

Accensione istantanea 

Sì 

No 

Sì 

Fattore di potenza 

0,5 senza PFC 
>0,90 con PFC 

0,5 

1 

Sensibile a power cycling 

No 

Sì 

Sì 

Contiene mercurio tossico 

No 

Sì 

No 

Modalità di guasto 

Nessuna 

Può prendere fuoco, emettere 
fumo o odore 

Alcune 

Costo lampada da 60W (o equiv.) 

$17 

$3 

$1 


stituzione. Un altro importante vantaggio è la capacità 
di oscurare i LED usando la base già installata di dimmer 
TRIAC, soprattutto per quanto riguarda le applicazioni 
domestiche in retrofit. L’accensione istantanea elimi¬ 
na il periodo di riscaldamento, necessario per le CFL, 
inoltre i LED non sono sensibili al power cycling come 
le CFL. Infine gli impianti di illuminazione a LED non 
contengono materiali tossici da gestire o da smaltire, 
mentre le CFL contengono vapori di mercurio tossici. 
Nella tabella 1 vengono riportate le caratteristiche prin¬ 
cipali fra le tre tecnologie di illuminazione. 

LED e relativi driver 

Il LED è l’equivalente elettrico del diodo e, in quanto 
tale, è un dispositivo che funziona in corrente. Per otte¬ 
nere l’emissione luminosa specifica del LED in lumen 
per watt occorre applicare la quantità giusta di corrente, 
altrimenti non si riesce ad avere tutta la luminosità che il 
dispositivo è in grado di fornire. Se il LED è un solo, non 
è un gran problema; ma se i LED che non ricevono una 
quantità sufficiente di corrente sono tanti, l’emissione 
luminosa varia e si vede. 

Un altro problema da affrontare è la caduta di tensione 
diretta che varia in base al tipo di LED e alla configu¬ 
razione dei supporti. Nel caso di un LED bianco, tale 
caduta è di solito pari a 3,5V circa, ma può anche essere 
leggermente più alta in presenza di temperature eleva¬ 
te. Quindi, in base al tipo di alimentazione, occorre una 
vasta gamma di topologie di conversione. Un’ulteriore 
complicazione può derivare dalle diverse configurazioni 
delle stringhe di LED che possono essere in serie (cadu¬ 
ta tensione diretta LED additiva), in parallelo (corrente 
LED additiva) o una serie di stringhe parallele (tensione 
diretta e corrente LED additive). 



LED: informazioni di base 

Indubbiamente la tecnologia LED ha 
fatto passi da gigante negli ultimi due 
anni. Caratteristiche come livelli di 
luminosità più elevati, maggiore effi¬ 
cienza, cicli di vita più lunghi e costi 
ridotti sono il risultati dei numerosi 
progressi fatti in termini di dissipazio¬ 
ne di calore, package e produzione. 
A differenza delle lampade a incan¬ 
descenza, i LED non hanno un fila¬ 
mento che brucia e rimangono freddi 
quando sono accesi. 

L’emissione luminosa di un LED ad 
alta potenza o alta luminosità ha già 
oltrepassato la soglia dei 100 lm/W e 
alcuni produttori sostengono addirit¬ 
tura di aver superato i 230 lm/W in la¬ 
boratorio. Un altro vantaggio dei LED 
è la durata. In base a come viene eseguito il calcolo, una 
lampada a LED bianchi ha una durata di almeno 50.000 
ore, mentre una lampada a incandescenza si ferma a cir¬ 
ca 1000-2000 ore. Lo sviluppo dell’illuminazione a LED 
è dovuto principalmente alla riduzione del consumo 
energetico che questi impianti offrono rispetto a quelli 
tradizionali. Rispetto all’illuminazione a incandescenza, 
i LED consumano il 20% in meno di elettricità per for¬ 
nire lo stesso livello di luce (espresso in lumen). Come 
si può vedere nella tabella 1, l’illuminazione a LED com¬ 
porta tutta una serie di vantaggi, ma anche qualche pro¬ 
blema. Tra i vantaggi figurano un ciclo di vita più lungo 
di quello delle lampade a incandescenza, un aspetto che 
contribuisce a ridurre in modo significativo i costi di so- 
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Come scegliere e alimentare 

gli array di LED 

Nel momento in cui aumenta l’utilizzo dei LED come fonte di illuminazione, la 
loro configurazione dal punto di vista elettrico porta con sé nuove problematiche 
e impone una scelta tra differenti compromessi 


Don Knowles 
VP engineering 
N2Power 


Le applicazioni dei LED sono 
cresciute a dismisura andando 
ben oltre la loro funzione ori¬ 
ginaria di semplici indicatori 
on/off e di dispositivi di visua¬ 
lizzazione di informazioni al¬ 
fanumeriche. I LED sono ora 
ampiamente utilizzati per 1 ’illu¬ 
minazione di aree di dimensioni 
limitata (principalmente retroil- 
luminazione), la realizzazioni di 
insegne pubblicitarie e si stanno 
diffondendo nel settore dell’il¬ 
luminazione generale di aree di 
ampie dimensioni. Mentre i sin¬ 
goli LED sono divenuti sempre 
più grandi e luminosi, un array 
formato da più LED viene quasi 
sempre utilizzato per fornire la 
luce nella quantità e nella confi¬ 
gurazione desiderate. 

La configurazione di questo array è un problema di 
natura ingegneristica. 

Essa può essere implementata con LED collegati in 
serie, in parallelo oppure mediante una combinazio¬ 
ne serie/parallelo. 

Ciascuno di questi approcci impone differenti re¬ 
quisiti di progetto per l’alimentatore e comporta 
la soluzione di numerose problematiche - scelta tra 
alimentazione localizzata o distribuita, dissipazione, 
affidabilità e modalità di guasto, coerenza e qualità 
dell’illuminazione complessiva. 


Un approccio differente 

L’illuminazione di tipo tradizio¬ 
nale che fa ricorso a lampadine 
a incandescenza o a fluorescenza 
deriva la propria alimentazione 
direttamente dalla linea elettrica 
AC a 120/240V. L’utilizzo di più 
lampadine per ottenere una mag¬ 
giore illuminazione non presenta 
alcuna difficoltà dal punto di vista 
elettrico: infatti è sufficiente col¬ 
legarle tutte in parallelo alla linea 
elettrica. Un guasto a una lampa¬ 
dina non produce alcun effetto 
sulle altre. 

I LED, dal canto loro, non si colle¬ 
gano direttamente alla linea elet¬ 
trica. Ciò non solo perché si trat¬ 
ta di dispositivi a bassa tensione. 
Mentre la lampadine tradizionali 
devono essere pilotate da un gene¬ 
ratore di tensione, i LED devono essere pilotati da un 
generatore di corrente, tipicamente con una corrente 
compresa tra 20 e 25 A (alcuni HBLED - LED ad alta 
luminosità, richiedono correnti di valore maggiore). Si 
tenga presente che gli anelli di corrente sono stati im¬ 
piegati per svariati anni nel settore del controllo e della 
misura industriale e sono quindi numerosi di OEM che 
possiedono competenze di prim’ordine nella progetta¬ 
zione di generatori di corrente. 

11 passaggio dal generatore di tensione al generatore di 
corrente ha parecchie implicazioni sull’alimentazione 


d 

LED 

Series resistor 1 

+v 1 

f 


ov 




Fig. 1-11 metodo più semplice per for¬ 
nire la corretta quantità di corrente 
a un LED prevede l’utilizzo di un resi- 
store di caduta (dropping resistor) in 
serie. Scarsa efficienza e prestazioni 
non uniformi sono i principali svan¬ 
taggi di questo approccio 
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Fig. 2 - Un array di LED può essere configurato come una semplice 
stringa in serie, che richiede la più alta tensione di uscita (com- 
pliance voltage), che viene comunque limitata a 48V. Una configura¬ 
zione di tipo parallelo richiede valori di correnti più elevate e basse 
tensioni, anche se dà luogo a variazioni di luminosità non accettabi¬ 
li in molte applicazioni. La combinazione serie/parallelo può rappre¬ 
sentare la soluzione ideale, in quanto risulta in grado di soddisfare 
le richieste dell’applicazione e sfruttare al meglio le caratteristiche 
di un alimentatore AC/DC a elevata efficienza pilotato in corrente 


e sulla configurazione dei cablaggi. 

Senza dimenticare che i LED sono 
caratterizzati da una caduta di ten¬ 
sione diretta, identificata solitamente 
come V p che differisce in funzione 
del materiale del colore del LED: il 
valore nominale sarà di 1,8V per un 
LED rosso, fino a 2V per un LED am¬ 
bra, 2,2V per un LED giallo, 3,5V per 
un LED verde, 3,6V per un LED blue 
e toccherà i 4V per un LED bianco. 

Questa tensione diretta influenzerà i 
requisiti in termini di alimentazione. 

Il metodo più semplice per trasfor¬ 
mare un generatore di tensione in un 
generatore di corrente, adatto quindi 
per il pilotaggio di un LED, prevede 
l'uso di un resistore limitatore di cor¬ 
rente o resistore di caduta (dropping 
resistor), che talvolta viene denomi¬ 
nato ballast, posto in serie (Fig. f). 

Un approccio di questo tipo funzio¬ 
na meglio con alimentazioni a bassa 
tensione (come ad esempio 12 VDC) 
e in applicazioni che prevedono l’uso 
dei LED come indicatori. Esso non ri¬ 
sulta efficace nel caso di tensioni più 
elevate, a causa dell’elevato consumo 
di potenza imputabile alla dissipazione del resistore e 
alla ridotte possibilità di regolazione. Inoltre questo 
metodo ipotizza, erroneamente, che la caduta di ten¬ 
sione sia uguale per ogni LED. Di conseguenza, non 
più essere utilizzato per progetti con più LED. Un si¬ 
stema con più LED utilizza un alimentatore in grado 
di determinare e regolare la sua corrente di uscita con¬ 
sentendo alla tensione di uscita di variare in funzione 
della configurazione del carico. Questo generatore è il 
complemento al più comune generatore di tensione, 
che mantiene fissa la tensione di uscita mentre eroga 
corrente variabile al carico in funzione delle esigenze. 

Configurazione serie parallelo o combinata 

Come visibile in figura 2a, una configurazione base che 
prevede la presenza di più LED è quella in serie. In una 
disposizione di questo tipo il vantaggio più evidente è 
rappresentato dal fatto che tutti i LED presenti nella 
stringa ricevono la medesima corrente, un requisito di 
progetto importante per garantire luminosità e colori 
uniformi. 

Poiché la stringa in serie è una configurazione molto 
semplice e garantisce uguale intensità di corrente, la 


domanda da porsi è perché non venga sempre utilizza¬ 
ta. La ragione più ovvia è l’impatto negativo provocato 
dal guasto di un LED di una stringa. Se un LED si gua¬ 
sta e va in corto circuito - che rappresenta la modali¬ 
tà di guasto interna più comune - non sussiste alcun 
problema: tutti gli altri LED riceveranno comunque 
la corrente richiesta. Se il LED si guasta e provoca un 
circuito aperto - che rappresenta la modalità di guasto 
di un circuito saldato o di un collegamento - l’intera 
stringa si spegne. Anche se sarebbe possibile utilizzare 
un diodo Zener o un crowbar (barra di blocco) for¬ 
mato da un SCR ai capi di ciascun LED per impedire 
che un guasto di questo tipo provochi lo spegnimento 
dell’intera stringa, una soluzione di questo tipo com¬ 
porterebbe un incremento sia di costi sia di ingombri. 
Per quanto riguarda l’alimentatore, una configurazio¬ 
ne in serie funziona ma solo fino a un certo punto. L’a¬ 
limentatore potrebbe erogare una corrente di modesta 
entità, ad esempio 20 mA, ma bisogna aggiungere le 
cadute di tensione dirette dei diodi per cui l’alimenta- 
tore deve fornire questa corrente a una tensione pari 
alla somma delle tensioni. Questa viene denominata 
“compliance voltage” (tensione di uscita). In una strin- 
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Ughting 


ga di 50 diodi dei quali ognuno caratterizzato da una 
caduta di tensione diretta (V F ) pari a 2V la tensioni di 
uscita sarà pari a 100V. 

Nel caso l’alimentatore non sia in grado di supportare 
questa tensione, la sua corrente di uscita inizia a dimi¬ 
nuire - come accade nel caso dell’uscita di un genera¬ 
tore di tensione che inizia a diminuire nel momento in 
cui la richiesta di corrente da parte del carico supera il 
valore nominale. 

Anche se è possibile progettare alimentatori caratte¬ 
rizzati da una tensioni di uscita elevata, la necessità di 
ottemperare a precise specifiche e ragioni di sicurezza 
impongono di non superare il valore di 60V. A livello 
industriale è stato stabilito di configurare gli array di 
LED in moduli caratterizzati da tensioni di uscita di 24, 
36 o 48V in funzione dell’applicazione. 

L’alternativa a una configurazione serie è quella paral¬ 
lela (Fig. 2b). Diversamente da quanto accade per la 
configurazione serie, un guasto che provoca un circu¬ 
ito aperto non dà problemi, al contrario di un guasto 
che produce un corto circuito. La 
tensione diretta non rappresenta 
un problema per l’alimentatore in 
quanto esso fornisce corrente con 
requisiti ridotti in termini di ten¬ 
sione di uscita. La corrente che l’a¬ 
limentatore deve erogare è pari al 
valore della corrente richiesta da 
ciascun LED moltiplicata per il nu¬ 
mero di LED in parallelo: un pro¬ 
getto che prevede 10 LED da 20 mA 
ciascun richiede una corrente di 
200 mA e una tensione con valore 
molto basso (dell’ordine di un nu¬ 
mero a una cifra). 

In questo caso esistono problemi 
legati al bilanciamento e alla condi¬ 
visione della corrente. I LED, anche 
se provengono dal medesimo lotto, 
sono caratterizzati da piccole diffe¬ 
renze interne per cui la corrente 
che essi assorbono dal generatore 
sarà leggermente diversa. Ciò com¬ 
porta una diseguaglianza in termini di colore e di in¬ 
tensità di uscita che può essere notata dall’occhio uma¬ 
no e non è accettabile in molte applicazioni. 

Come spesso accade nel settore ingegneristico, esisto¬ 
no compromessi che bilanciano pregi e difetti delle 
due configurazione appena prese in esame. In una 
configurazione serie/parallelo (Fig. 2c), l’array di LED 
è collegato utilizzando una combinazione dei due ap¬ 



Fig. 3 - Un alimentatore isolato AC/DC a corren¬ 
te costante come i vari modelli della famiglia 
XL375LED di N2Power è in grado di fornire una 
corrente completamente regolata con diverse 
tensioni di uscita e soddisfare le specifiche degli 
standard relativi alle interferenze EMI/RFI, PFC e 
sicurezza 

procci precedenti. Numero di strin¬ 
ghe in serie e numero di LED per 
stringa dipendono da molti fattori: 
numero di LED richiesti, colori no¬ 
minali (ciascun colore ha differen¬ 
ti requisiti in termini di corrente 
e diversi valori di V F ), tensione di 
uscita, bilanciamento di corrente, 
modalità di guasto e persino piazza¬ 
mento fisico dei LED e istradamen- 
to dei terminali di alimentazione. 
L’alimentatore deve essere dimen¬ 
sionato in modo da fornire la cor¬ 
rente richiesta dai percorsi paralleli 
alla tensione di uscita delle stringhe 
in serie. 

Le due facce dell’efficienza 

L’elemento fondamentale che ha 
contribuito all’adozione su vasta 
scala dei LED nelle applicazioni 
di illuminazione è la necessità di incrementare l’effi¬ 
cienza per minimizzare lo spreco di potenza. A diffe¬ 
renza della lampadina a incandescenza, caratterizzata 
da un’efficienza pari al circa 10% nella conversione 
della potenza elettrica in un’uscita luminosa visibile, i 
LED possono vantare livelli di efficienza compresi tra 
il 50 e l’80% a seconda del colore, della corrente di 
pilotaggio e di altri fattori. 
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OR-ing Board Option 


Fig. 4 - Nel caso siano richieste 
correnti di valori più elevate, come 
accade per gli array di LED di am¬ 
pie dimensioni, le uscite di più XL- 
375LED possono essere poste in 
parallelo utilizzando una scheda 
“OR-ing” aggiuntiva 
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Mentre i LED e la loro efficienza attirano la maggior 
parte dell’attenzione, i progettisti di sistema devono 
tener conto anche delle prestazioni dell’alimentatore 
in quanto l’efficienza dei LED rappresenta solamente 
una parte dell’analisi del consumo di potenza com¬ 
plessivo. Per alimentare un numero ridotto di LED, 
fino a una decina, esistono generatori di corrente ba¬ 
sati su circuiti integrati che possono svolgere in modo 
efficiente il loro compito utilizzando una sorgente in 
DC separata e regolata come ingresso. 

Nel caso invece di array di maggiori dimensioni, com¬ 
posti da centinaia di LED (e anche più), è necessario 
disporre di un alimentatore AC/DC che, oltre a sod¬ 
disfare ai requisiti in termini di generazione di cor¬ 
rente/tensione di uscita, possa garantire anche altre 
funzionalità. L’alimentatore deve infatti assicurare 
l'isolamento di linea per ragioni di sicurezza, deve 
includere la correzione del fattore di potenza (PFC 
- Power Factor Correction) come imposto dagli stan¬ 
dard in vigore (a questo proposito è bene tener pre¬ 
sente che l’implementazione del PFC per carichi non 
resistivi come i LED pone problematiche di una certa 
entità) e deve anche risultare conforme agli standard 
relativi alle interferenze EMI/RFI. 

Per tali ragioni ha senso ricorrere a un alimentatore 
progettato per erogare corrente ai LED. Un esempio 
è rappresentato dalla famiglia XL375LED di N2Power 
(Fig. 3) composta da sette modelli espressamente pro¬ 
gettati per i sistemi di illuminazione a LED. Queste 
unità operano con un ingresso AC universale (da 90 a 
305VAC) e forniscono una potenza massima di 375W 
con livelli di efficienza fino al 93%: essi sono ospitati 
in uno chassis compatto corredato da tutte le approva¬ 
zioni caratterizzato da un ingombro di soli 8,4 x 12,7 
cm e un’altezza di soli 5,7 cm. I diversi membri sono 
caratterizzati da varie combinazioni di correnti e ten¬ 
sioni di uscita, da 30A a 12V fino a 6,4A a 56V. Per in¬ 
crementare la capacità di corrente questi alimentatori 
possono essere collegati in parallelo con l’aggiunta di 
una scheda “OR-ing” di ridotte dimensioni (Fig. 4). 

A volte si può restare “abbagliati” dalle caratteristiche 
dei LED - lunga durata, bassa tensione e compatibili¬ 
tà con funzioni di controllo basati su processore per 
la gestione degli effetti luminosi - che si può perdere 
di vista un aspetto importante. Per un esito positivo 
di un’installazione non è necessario considerare solo 
i LED. La comprensione del ruolo svolto dall’alimen¬ 
tatore come generatore di corrente e gli effetti delle 
diverse configurazioni degli array di LED sull’alimen¬ 
tatore sono gli altri aspetti da tenere nella massima 
considerazione in fase di progetto. 
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PROGETTO SEMPLICE SUCCESSO IMMEDIATO 


Tra gli alimentatori switching non basta scegliere 
la topologia risonante LLC, oggi la più efficiente, 

solo magnetici ottimizzati evitano di sprecarne le potenzialità. 


Maggiori informazioni su: www.resonant-converters.eu 



• Tutti i trasformatori risonanti integrati serie SRL sono studiati per fornire il massimo 
livello di efficienza. 

• Esperienza e software proprietari ci consentono di progettare considerando effetto 
pelle, effetto prossimità ed ogni altro parametro sensibile, oltre ai vincoli strutturali di 
ciascun trasformatore. 

• Semplifichiamo il lavoro del progettista elettronico fornendo tank risonanti coerenti 
in tutto il range operativo e verifica del "full ZVS" di ciascuna applicazione specifica. 

• Offriamo i migliori risultati di efficienza, temperatura, costo e dimensioni, anche per 
prodotti ed applicazioni custom. 

• Forniamo, su richiesta, consulenza qualificata per il design del convertitore. 


V efficienza fino a 96%* 

V altezza massima 16,Imm (fino a 9,9W/cm 3 ) 
a/ finoa115W(190W p k) 

a/ induttanza di risonanza integrata 
a/ isolamento rinforzato secondo EN61558, EN60950, ecc. 
a/ versioni con e senza stadio PFC 
a/ adatti per 

L6699 L6599-98-85 
FSFR e FLS1600...2100 
TEA171X-SSL4120 
LCS700-708HG 
e molti altri controllori 




***e#-c 






* riferita al convertitore più semplice, migliorabile con rettificazione sincrona. 


ITACOIL s.r.l. 

via delle Gerole, 7 
20867 Caponago (MB) 
www.itacoilweb.it 
contatto@itacoilmail.it 
tei.+39.02.95745131 

MARKET LEADER NEL1A PROGEnAZIONE DI TRASFORMATORI RISONANTI INTEGRATI LLC 
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Driver LED AC/DC 
compatto da 7 W 
in corrente costante 


Recom ha introdotto il nuovo 
RACD07, un driver per LED AC/ 
DC da 7 W in corrente costante 
e a basso costo. Grazie al range 
di ingresso 90-295 Vac RACD07 è 
utilizzabile in tutto il mondo e può 
essere scelto con differenti valori 
di corrente costante: 250, 350, 500 
e 700 mA. 

Per facilitare l’installazione in 



ambienti angusti, le connessioni 
sono localizzate sullo stesso lato, 
inclusa la clip di messa a terra per il 
montaggio a vite. 

RACD07 è caratterizzato da un 
grado di protezione IP67 e può 
essere installato in ambienti umidi 
come servizi sanitari, seminterrati 
nonché in esterni. 

Questo driver è dotato di 
protezioni contro il corto circuito e 
sovracorrente e ha una tensione di 
isolamento tra ingresso e uscita di 
3.750 Vac. 

RACD07 è certificato EN61347, 

EN61000-3-2 Classe C e EN55015. 
Vanta infine un MTBF superiore 
alle 200.000 ore e una garanzia di 
3 anni. 


TLED, l’efficienza 
di Philips 


Philips ha annunciato la 
realizzazione di una lampada a 
LED che raggiunge i 200 lumen 
per Watt. Si chiama TLED e la 
sua efficienza è particolarmente 
elevata se si considera che le 
normali lampade a fluorescenza 


Led bianchi low power 

Everliqht Electronics ha iniziato 
la produzione in volume dei 
LED bianchi low power (0,2W) 
della serie 45-21S, un upgrade 
del package standard 3020. 

Le dimensioni di questi LED 
bianchi sono di 3.0x2.0x0.8mm 
e possono essere sovra pilotati 
fino a 30 mA oppure 60 mA 
conservando una elevata 
efficienza (115 ImA/V e oltre 104 
Im/W rispettivamente per le 
versioni cool white e warm white). 

Il CRI di questi componenti è maggiore a 80Ra e sono disponibili da 2700K a 6500K. Questi 
LED offrono un output luminoso tipico di 20lm (warm white) e 22 Im (cool white) a 60 mA che 
può arrivare rispettivamente fino a 26 Im e 41 Im a 75 mA. 



CXA 

Sono siglati CXA 1304 e CXA 1816 i nuovi LED 
XLamp di Cree . Il primo è il prodotto più compatto 
della famiglia CXA, è caratterizzato da un luminosità 
fino al 034 lumen e la sorgente ottica ha un 
diametro di 6mm. Questo nuovo prodotto permette 
di realizzare rapidamente piccole applicazioni di 
illuminazione. Il nuovo XLamp CXA1816 LED Array, 
invece, ha un diametro della fonte ottica di 12 mm e 
consente la realizzazione di applicazioni a LED per 
la sostituzione delle lampade in ceramica a ioduri 
metallici da 70W. 

Le nuove opzioni con alto CRI della gamma 
CXA, invece, garantiscono una qualità del colore 
paragonabile a quella delle sorgenti alogene. 
Disponibili con CCT da 2700K fino a 5000K, i nuovi 
CXA LED array ad alto CRI forniscono valori di CRI pari a 95, con un R9 di 85 a 3000K. 

I luxmetri digitali Mavolux 

GMC Instruments Italia distribuisce i luxmetri 
Mavolux, progettati per la misura dell’illuminamento 
e della luminanza degli ambienti. 

II modello Mavolux 5032 è disponibile in due 
versioni, in base all'impiego. La prima è siglata 
5032C ed è destinata agli utenti, come per esempio 
elettricisti, designer e decoratori, che necessitano di 
un luxmetro robusto e facile da usare. 

Il Mavolux 5032B, invece, è destinato a utenti che 
necessitano di una precisione più elevata, come per 
esempio progettisti di impianti illuminotecnici, periti, 
architetti, responsabili della sicurezza, e utilizza una 
sonda di misura in classe B, per attività di collaudo e 
certificazione. 

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche 
principali, il campo di misurazione arriva fino 
a 199.900 lux, la risoluzione è di 0,1 lux e le 
misurazioni sono in conformità ai requisiti DIN 5032 
parte 7 classe C. 



Cree amplia la gamma LED 
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Soluzione per driver LEO da Torex 

Torex Semiconductor ha presentato l'XC9401, un controller ad alta efficienza per applicazioni 
di driver offline per LED. 

Questo componente è in grado di operare con tensioni da 85 a 270 VAC, e richiede 50 |jA per 
lo start-up, con un consumo di tipico di 1 mA durante il funzionamento. 

L’ XC9401 utilizza un metodo di controllo Constant off-time che contribuisce a ridurre le EMI, 

mentre per filtrare il rumore alle alte frequenze 
dalla linea in alternata è sufficiente un con¬ 
densatore ceramico a basso costo invece 
di un condensatore elettrolitico di elevata 
capacità. 

Il controller integra anche i circuiti per la pro¬ 
tezione contro sovracorrenti, temperature 
eccessive, sovratensioni VDD e UVLO. L’ef¬ 
ficienza è superiore all’82%, mentre power 
factor supera lo 0,9. 

La funzione di dimming può essere ottenuta 
tramite segnali PWM sul pin CE/DIM. 



Driver LED con generatore PWM interno 

Linear Technology ha presentato l' LT3955 , un convertitore DC/DC progettato per funzionare 
come regolatore a fonte di corrente e tensione costanti con uno switch interno da 3,5A. Il 
generatore di dimming interno PWM rende questo dispositivo ideale per la gestione dei LED 
ad alta corrente, ma anche per la carica di batterie e supercondensatori. L'intervallo di tensioni 
di ingresso dell’LT3955 compreso tra 4,5V e 60V supporta una vasta gamma di applicazioni, 

inclusa l’illuminazione architettonica 
e del settore automobilistico e indus¬ 
triale. 

LLT3955 utilizza un MOSFET interno 
a canale N da 3,5A, 80V ed in grado 
di pilotare fino a 12 LED bianchi da 
300mA da un ingresso nominale a 
12V, per oltre 20Watt. Integrando il 
rilevamento della corrente sul lato 
caldo, questo dispositivo pu essere 
utilizzato in modalit boost, buck o 
buck-boost o per topologie SEPIC. 
ante per le applicazioni di carica. 



Corpi illuminanti per esterni 

La nuova gamma Nimbus Group di prodotti per l’illuminazione di giardini, terrazze 
e parchi - Whisky Soda, Whisky Pur LED e Hotel Aqua LED - testimonia che la 
tecnologia LED è la soluzione ideale per qualsiasi tipo di illuminazione. Le nuove 

lampade per esterni sono 


il 




al contempo funzionali e 
attraenti, sono dotate al 100% 
di una tecnologia LED e sono 
in grado di garantire un'alta 
qualità di illuminazione. 
L’azienda di Stoccarda, 
pioniera nell'illuminazione 
a LED, ha stabilito degli 
standard che 

porteranno una rivoluzione 
già avviatasi nel campo 
dell’illuminazione. 


raggiungono i 100 lumen/W e 
le lampadine tradizionali i 15 
lumen/W. 

La TLED è in grado quindi di 
dimezzare l'energia utilizzata a 
parità di illuminazione. La lampada 
TLED 2001m/W dovrebbe arrivare 
sul mercato nel 2015, inizialmente 
per applicazioni destinate agli 
uffici e al settore industriale, e 
successivamente per applicazioni 
destinate agili ambienti domestici. 


LED HIR 

ad alta efficienza 


Rutronik ha aggiunto al proprio 
catalogo tre nuovi LED HIR 
(high efficiency infrared) da 850 
nm ad alta efficienza, prodotti 
da Everlight e caratterizzati da 
un’elevata potenza in uscita e da 
angoli di visione ristretti. Questo 
li rende particolarmente indicati 
per l’impiego con touch panel e 
sensori di prossimità. 

Il modello HIR89-01C presenta un 
angolo di visuale di 30° e raggiunge 
un’intensità radiante molto 
elevata pari a 55 mW/sr a 70 mA. 

Il modello HIR91-01C/L97 con 



angolo di visuale di 40° raggiunge 
un’intensità di 40 nW/sr a 70 mA. 
Per applicazioni touch con vista 
laterale più piccole di 80 pollici, 
il modello HIR83-01B racchiuso 
in un sottile package SMD 
assicura un’intensità radiante di 
5 mW/sr a 20 mA e un angolo 
di visuale di 100° (X)/40°(Y). 
L’angolo di visuale asimmetrico 
è particolarmente indicato per 
applicazioni touch panel. 
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INFORMATIVA Al SENSI DEL CODICE IN MATERIA 
DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

Informativa art. 13, d. Igs 196/2003 

I dati degli abbonati sono trattati, manualmente ed elettronicamente, 
da Fiera Milano Media SpA - titolare del trattamento - Piazzale Carlo 
Magno, 1 Milano - per l'invio della rivista richiesta in abbonamento, 
attività amministrative ed altre operazioni a ciò strumentali, e per ottem¬ 
perare a norme di legge o regolamento. Inoltre, solo se è stato espresso 
il proprio consenso all'atto della sottoscrizione dell'abbonamento, Fiera 
Milano Media SpA potrà utilizzare i dati per finalità di marketing, attività 
promozionali, offerte commerciali, analisi statistiche e ricerche di merca¬ 
to. Alle medesime condizioni, i dati potranno, altresì, essere comunicati 
ad aziende terze (elenco disponibile a richiesta a Fiera Milano Media 
SpA) per loro autonomi utilizzi aventi le medesime finalità. 

Le categorie di soggetti incaricati del trattamento dei dati per le finalità 
suddette sono gli addetti alla gestione amministrativa degli abbonamenti 
ed alle transazioni e pagamenti connessi, alla confezione e spedizione 
del materiale editoriale, al servizio di cali center, ai servizi informativi. Ai 
sensi dell'art. 7, d. Igs 196/2003 si possono esercitare i relativi diritti, fra 
cui consultare, modificare, cancellare i dati od opporsi al loro utilizzo per 
fini di comunicazione commerciale interattiva rivolgendosi a Fiera Milano 
Media SpA - Servizio Abbonamenti - all'indirizzo sopra indicato. Presso 
il titolare è disponibile elenco completo ed aggiornato dei responsabili. 

Informativa resa ai sensi dell'art. 2, Codice Deontologico 
Giornalisti 

Ai sensi dell'art. 13, d. Igs 196/2003 e dell'art. 2 del Codice Deontologico 
dei Giornalisti, Fiera Milano Media SpA-titolare del trattamento - rende 
noto che presso i propri locali siti in Rho SS. del Sempione, 28, vengono 
conservati gli archivi di dati personali e di immagini fotografiche cui i 
giornalisti, praticanti e pubblicisti che collaborano con le testate edite 
dal predetto titolare attingono nello svolgimento della propria attività 
giornalistica per le finalità di informazione connesse allo svolgimento 
della stessa. I soggetti che possono conoscere i predetti dati sono 
esclusivamente i predetti professionisti, nonché gli addetti preposti alla 
stampa ed alla realizzazione editoriale delle testate. I dati personali 
presenti negli articoli editoriali e tratti dai predetti archivi sono diffusi 
al pubblico. Ai sensi dell'art. 7, d. Igs 196/2003 si possono esercitare i 
relativi diritti, fra cui consultare, modificare, cancellare i dati od opporsi 
al loro utilizzo, rivolgendosi al titolare al predetto indirizzo. Si ricorda 
che, ai sensi dell'art. 138, d. Igs 196/2003, non è esercitabile il diritto 
di conoscere l'origine dei dati personali ai sensi dell'art. 7, comma 2, 
lettera a), d. Igs 196/2003, in virtù delle norme sul segreto professiona¬ 
le, limitatamente alla fonte della notizia. Presso il titolare è disponibile 
l'elenco completo ed aggiornato dei responsabili. 


430 AGENDA 


MOSTRE E CONVEGNI 

2-3 ottobre 

29 - 30 ottobre - Verona 

Sophia Antipolis (F) 

Save 

Same-Sophia Antipolis 

EIOM Ente Italiano Organizzazione 

MicroElectronics Forum 

Mostre 

anne-daire.desneulin@same- 

www.eiomfiere.it 

association.org 

www.exposave.com 

www.same-conference.org 



12-15 novembre - Monaco (D) 

7 -10 ottobre - Stoccarda (D) 

Productronica 

Microsys 

info@productronica.com 

info@schall-messen.de 

www.productronica.com 

www.microsys-messe.de 



13 -15 novembre - Shanghai 

8-10 ottobre - Dresda (D) 

(Cina) 

Semicon Europa 

China Electronics Fair 

semieurope@semi.org 

Mesago Messe 

www.semi.org/europe 

info@mesago.com 


www.mesago.de 

8 -10 ottobre- Parigi (F) 


Enova Paris 

26 - 28 novembre 

www.enova-event.com 

Norimberga (D) 


SPS/IPC/Drives 

15 ottobre - Malpensa (VA) 

Mesago Messe 

Presso Volandia - Area 

www.mesago.de 

Ex Officine Aeronautiche 


Caproni 

12 dicembre-Milano 

ITE Industriai 

Machine Automation 

Technology Effìciency 

Fiera Milano Media 

Day 

Tel. 02 49976533-335 276990 

la mostra convegno dedicata 

machineautomation@ 

all'efficienza tecnologica 

fieramilanomedia.it 

e alle tecnologie per l'efficienza. 


Fiera Milano Media 


Tel. 02 49976533-335 276990 


efficiency@fieramilanomedia.it 


www.mostreconvegno.it/efficiency 


23 - 26 ottobre - Rho 


Fieramilano (MI) 


Mecha-Tronika 


CEU - Centro Esposizioni Ucimu 


Riccardo Gaslini 


tei.+39 0226255285 


www.mechatronika.it 



La redazione declina ogni responsabilità circa variazioni o imprecisioni 
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Conrad 
è qui. 

R&D, laboratorio 


Qui! 

Componenti attivi, 

passivi e optoelettrica 
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Troverai tutto quello che gli altri non hanno. La gamma di prodotti 
Conrad comprende il meglio della strumentazione ed elettronica. 
300.000 prodotti a magazzino, 10.000 articoli nuovi ogni mese, 
consegnabili in 24/h. Spedizione gratuita sopra i 90€. 


E gk ^ ^ Q 

www.conrad 


M ^SUL'PRIMOORDINE 

■ I scopri COME SUL'sito 
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Progetta, costruisci, produci, controlla, ripara e divertiti. 


Conrad Electronic Italia srl - P.l. IT02778790218 - Via IV Novembre 92, 20021 Bollate (MI) - Italy - ras iB 13 





























Prestazioni, flessibilità e valore 

impareggiabili per il test automatizzato 



Quando integrato con il software di progettazione di sistemi NI LabVIEW, l'hardware NI 
PXI offre ancora maggiori prestazioni, flessibilità e valore. Grazie a questa combinazione 
di hardware modulare e software produttivo, tecnici e ingegneri hanno ridotto i costi, 
eseguito i test più rapidamente, ottimizzato la velocità di trasmissione e migliorato la 
scalabilità. Con oltre 500 prodotti PXI, più di 200 sedi nel mondo e una rete di oltre 700 
Alliance Partner, NI offre l'unica soluzione completa per rispondere alla sempre crescente 
variabilità dei requisiti di test automatizzato. 


LabVIEW ti permetterli 
programmare nel modo in 
cui pensi-graficamente 
-semplificando 
l’approccio con strumenti 
di analisi integrati e 
integrazione hardware 
senza pari 


» Dai un impulso alla tua produttività su ni.com/automated-test-platform/i 


02 41 309 1 
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